
 

IEC 60068-2-69 
Edition  3.0 201 7-03 

INTERNATIONAL 
STANDARD 

NORME 
INTERNATIONALE 

Environmental  testing  –  

Part 2-69:  Tests – Test Te/Tc:  Solderability testing  of electronic components  

and printed boards by the wetting  balance (force measurement) method 

 

Essais d'environnement –  

Partie 2-69:  Essais – Essai  Te/Tc:  Essai  de brasabilité des composants 

électroniques et cartes imprimées par la méthode de la balance de mouillage 

(mesure de la force)  

 

IE
C
 6
0
0
6
8
-2

-6
9
:2

0
1
7
-0

3
(e

n
-f
r)
 

  

  

® 



 

 

  

 THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED 

 Copyright © 201 7 IEC,  Geneva,  Switzerland   
 
Al l  rights  reserved.  Un less  otherwise speci fied,  no part of th is  publ ication  may be  reproduced or u ti l i zed  in  any form  
or by any means,  electronic or mechanical ,  including  photocopying  and  m icrofi lm ,  wi thout permission  i n  wri ti ng  from  
ei ther IEC or IEC's member National  Committee i n  the country of the requester.  I f  you  have any questions about IEC 
copyright or have an  enqui ry about obtaining  addi tional  rights  to  th is  publ ication,  please contact  the  address below or 
your l ocal  I EC member National  Committee for fu rther information.  
 

Droi ts  de reproduction  réservés.  Sauf i ndication  contrai re,  aucune  partie de cette publ ication  ne peut être reprodu i te 
n i  u ti l isée sous quelque  forme que ce soi t et  par aucun  procédé,  é lectronique ou  mécanique,  y compris  la photocopie 
et l es  m icrofi lms,  sans l 'accord  écri t  de l ' IEC ou  du  Comité national  de l ' IEC du  pays du  demandeur.  Si  vous avez des  
questions sur l e  copyright de l ' IEC ou  s i  vous dési rez obteni r des  droi ts  supplémentai res sur cette publ ication,  uti l isez  
les  coordonnées ci -après ou  contactez le  Comité national  de  l ' IEC de  votre pays de résidence.  
 

IEC Central  Office Tel . :  +41  22 91 9  02 1 1  
3,  rue  de Varembé Fax:  +41  22 91 9 03  00 
CH-1 21 1  Geneva 20 info@iec.ch  
Swi tzerland  www. iec.ch  

 

About the IEC 
The I nternational  E lectrotechnical  Commission  (IEC)  is  the  leading  g lobal  organization  that prepares  and  publ ishes 
I nternational  Standards for al l  electrical ,  electron ic and  related  technolog ies.  
 

About IEC publ ications  
The technical  content of  IEC publ ications is  kept  under constant review by the IEC.  P lease make sure  that you  have the 
latest  ed i tion,  a corrigenda or an  amendment m ight have been  publ ished.  
 

IEC Catalogue - webstore.iec.ch/catalogue 
The stand-alone appl ication  for consulting  the entire 
bibl iographical  information on IEC International  Standards,  
Technical  Specifications,  Technical  Reports and other 
documents.  Avai lable for PC,  Mac OS,  Android Tablets and 
iPad.  
 

IEC publications search - www.iec.ch/searchpub 
The advanced search enables to find IEC publ ications by a 
variety of cri teria (reference number,  text,  technical  
committee,…).  I t also gives information on projects,  replaced 
and withdrawn publ ications.  
 

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished 
Stay up to date on al l  new IEC publ ications.  Just Published 
detai ls al l  new publ ications released.  Avai lable onl ine and 
also once a month by email.  

Electropedia - www.electropedia.org 
The world's leading onl ine dictionary of electronic and 
electrical  terms containing 20 000 terms and definitions in  
Engl ish and French,  with  equivalent terms in 1 6 additional  
languages.  Also known as the International  Electrotechnical  
Vocabulary (IEV) onl ine.  
 

IEC Glossary - std.iec.ch/glossary 
65 000 electrotechnical  terminology entries in  English and 
French extracted from  the Terms and Definitions clause of 
IEC publications issued since 2002.  Some entries have been 
col lected from earl ier publ ications of IEC TC 37,  77,  86 and 
CISPR.  
 

IEC Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc 
I f you  wish to g ive us your feedback on this publ ication or 
need further assistance,  please contact the Customer Service 
Centre:  csc@iec.ch.  
 

 

A propos de l 'IEC 
La Commission  Electrotechn ique I nternationale  (IEC)  est la première organisation  mondiale qu i  é labore et publ ie des 
Normes i nternationales  pour tou t ce qui  a trai t  à l 'électrici té,  à l 'électron ique et aux technolog ies  apparentées.  
 

A propos des publications IEC  
Le contenu  technique des publ ications IEC est  constamment revu .  Veu i l lez  vous  assurer que vous  possédez l ’édi tion  la 
plus récente,  un  corrigendum  ou  amendement peut avoi r été publ ié.  
 

Catalogue IEC - webstore.iec.ch/catalogue 
Application  autonome pour consulter tous les renseignements 
bibl iographiques sur les Normes internationales,  
Spécifications techniques,  Rapports techniques et autres 
documents de l 'IEC.  Disponible pour PC,  Mac OS,  tablettes 
Android et iPad.  
 

Recherche de publications IEC - www.iec.ch/searchpub 

La recherche avancée permet de trouver des publ ications IEC 
en  util isant différents critères (numéro de référence,  texte,  
comité d’études,…).  Elle donne aussi  des informations sur les 
projets et les publications remplacées ou  retirées.  
 

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished 

Restez informé sur les nouvel les publ ications IEC.  Just 
Publ ished détai l le les nouvelles publ ications parues.  
Disponible en l igne et aussi  une fois par mois par emai l .  
 

Electropedia - www.electropedia.org 

Le premier dictionnaire en  l igne de termes électroniques et 
électriques.  I l  contient 20 000 termes et définitions en anglais 
et en  français,  ainsi  que les termes équivalents dans 1 6 
langues additionnel les.  Egalement appelé Vocabulaire 
Electrotechnique International  (IEV)  en  l igne.  
 

Glossaire IEC - std.iec.ch/glossary 
65 000 entrées terminologiques électrotechniques,  en  anglais 
et en  français,  extraites des articles Termes et Définitions des 
publ ications IEC parues depuis 2002.  Plus certaines entrées 
antérieures extraites des publications des CE 37,  77,  86 et 
CISPR de l 'IEC.  
 

Service Clients - webstore.iec.ch/csc 

Si  vous désirez nous donner des commentaires sur cette 
publ ication ou  si  vous avez des questions contactez-nous:  
csc@iec.ch.  

 

mailto:info@iec.ch
http://www.iec.ch/
http://webstore.iec.ch/catalogue
http://www.iec.ch/searchpub
http://webstore.iec.ch/justpublished
http://www.electropedia.org/
http://std.iec.ch/glossary
http://webstore.iec.ch/csc
mailto:csc@iec.ch
http://webstore.iec.ch/catalogue
http://www.iec.ch/searchpub
http://webstore.iec.ch/justpublished
http://www.electropedia.org/
http://std.iec.ch/glossary
http://webstore.iec.ch/csc
mailto:csc@iec.ch


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IEC 60068-2-69 
Edition  3.0 201 7-03 

INTERNATIONAL 
STANDARD 

NORME 
INTERNATIONALE 

Environmental  testing  –  

Part 2-69:  Tests – Test Te/Tc:  Solderability testing  of electronic components  

and printed boards by the wetting  balance (force measurement) method 

 

Essais d'environnement –  

Partie 2-69:  Essais – Essai  Te/Tc:  Essai  de brasabilité des composants 

électroniques et cartes imprimées par la méthode de la balance de mouillage 

(mesure de la force)  

 

INTERNATIONAL 

ELECTROTECHNICAL 

COMMISSION 

COMMISSION 

ELECTROTECHNIQUE 

INTERNATIONALE  
ICS 1 9.040;  31 .1 90 

 

ISBN 978-2-8322-3994-0 

  

  

® Registered trademark of the International  Electrotechnical  Commission 
 Marque déposée de la Commission  Electrotechnique Internationale 

® 

 Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.  

 Attention!  Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.  



 – 2  – IEC  60068-2-69:201 7  © I EC  201 7  

CONTENTS 

FOREWORD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  

1  Scope  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7  

2  Norm ati ve  references  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7  

3  Term s  and  defi n i ti ons  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7  

4  General  descript ion  of  the  m ethod  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8  

4. 1  General  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8  

4. 2  Com ponents  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8  

4. 3  Prin ted  boards  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8  

4. 4  Measurem ent  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8  

5  Descript i on  of  the  test  apparatus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8  

6  Preparati on  of  specim ens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  

6. 1  Clean ing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  

6. 2  Precond i t i on i ng  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  

7  Materials  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  

7. 1  Solder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  

7. 1 . 1  General  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  

7. 1 . 2  Solder al loy con tain ing  lead  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  

7. 1 . 3  Lead-free  so lder  al l oy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  

7. 1 . 4  Solder contam inati on  con tro l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  

7. 1 . 5  Solder m ass  for so lder  g l obu le  wetti ng  balance  method  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  

7. 2  Flux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  

7. 2. 1  Rosin  based  f l ux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  

7. 2. 2  Flux m ain tenance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  

7. 2. 3  Test  f l ux  se lecti on  cri teria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  

8  Procedure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  

8. 1  Test  tem peratu re  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  

8. 1 . 1  Solder al loy con tain ing  lead  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  

8. 1 . 2  Lead-free  so lder  al l oy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  

8. 2  Test  procedure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  

8. 2. 1  Appl icable  test  procedure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  

8. 2. 2  Solder bath  wetti ng  balance  procedure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  

8. 2. 3  Solder g l obu le  wett i ng  balance  procedure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  

8. 2. 4  Procedure  for  test i ng  prin ted  board  specim ens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20  

9  Presen tation  of  resu l ts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21  

9. 1  Form  of  force  versus  t ime  trace  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21  

9. 2  Test  requ i rem ents  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22  

1 0  I n form ation  to  be  g i ven  i n  the  relevan t  speci fi cati on  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23  

Annex A (norm ative)   Equ ipm en t speci fi cati on  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24  

A. 1  Characteristics  of  the  apparatus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24  

A. 2  Solder bath  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24  

A. 3  Globu le  support  blocks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25  

Annex B  ( i n form ati ve)   U se  of  the  wetti ng  balance  for SMD  solderabi l i ty testi ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26  

B. 1  Defin i ti on  of  the  m easure  of  so lderabi l i ty  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26  

B. 2  Gauge  R&R – Test  protocol  for  wett ing  balance  gauge  repeatabi l i ty and  
reproducibi l i ty us i ng  copper  fo i l  coupons  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26  



IEC 60068-2-69:201 7  © I EC  201 7  – 3  –  

B. 2 . 1  Test  coupon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26  

B. 2.2  Test  param eters  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27  

B. 2.3  Known  good  coupon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27  

B. 3  Solder g l obu le  m ass  and  pin  s i ze  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28  

B. 4  Specim en  orientati on  and  im m ersion  depth  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28  

B. 4. 1  General  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28  

B. 4.2  Resistors  and  capaci tors  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29  

B. 4.3  Sm al l - l eaded  com ponents  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29  

B. 4.4  Mu l ti - leaded  devices  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29  

B. 5  Test  f l ux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30  

B. 6  Test  tem peratu re  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30  

B. 6. 1  Solder al loy con tain ing  lead  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30  

B. 6.2  Solder al loy wi thout  l ead  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31  

B. 7  Characteristics  of  the  test  apparatus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31  

B. 7. 1  Record ing  device  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31  

B. 7.2  Balance  system  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32  

B. 7.3  Li fti ng  m echan ism  and  con trols  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32  

B. 7.4  Param eters  to  be  m easured  from  the  force- t im e  trace  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37  

B. 7.5  Reference  wetti ng  force  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37  

B. 7.6  Equ ipm ent  locati on  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38  

B. 7.7  Globu le  pins  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38  

B. 7.8  Globu le  m odu les  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38  

B. 8  Test  f l ux  – I PC-J -STD-002/J -STD-003  acti vated  so lderabi l i ty test  f lux  
rat ionale  comm i ttee  l etter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38  

B. 8. 1  General  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38  

B. 8.2  Proactive  solderabi l i ty testi ng  approach  to  the  im plem entation  of  non- t i n  
f i n i shes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39  

B. 8.3  Reduced  so lderabi l i ty test  variabi l i ty  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39  

B. 8.4  Standard ization  of  so lderabi l i ty test  f l ux  com posi t i on  on  a  g lobal  scale  . . . . . . . . . .  39  

Annex C  (norm ative)   Test  m ethods  for SMD  componen ts  s i zes  0603M  (0201 )  or  
sm al l er  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40  

C. 1  General  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40  

C. 2  General  description  of  the  test  m ethod  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40  

C. 3  Precond i t i on i ng  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40  

C. 3. 1  Preparation  of  the  specim ens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40  

C. 3. 2  Ageing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40  

C. 4  Materials  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40  

C. 4. 1  Solder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40  

C. 4. 2  Flux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41  

C. 5  Method  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41  

C. 5. 1  Descript ion  of  the  test  apparatus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41  

C. 5. 2  Procedures  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41  

C. 5. 3  Presen tation  of  resu l ts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44  

C. 5. 4  I n form ation  to  be  g i ven  in  the  relevan t  speci f icati on  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45  

C. 6  Method  2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46  

C. 6. 1  Test  apparatus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46  

C. 6. 2  Observation  equ ipm en t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46  

C. 6. 3  Test  m ethod  2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46  

C. 6. 4  Presen tation  of  resu l ts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47  



 – 4  – IEC  60068-2-69:201 7  © I EC  201 7  

Annex D  ( i n form ati ve)   Evaluati on  cri teria – Gu idance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48  

D. 1  General  cons iderati ons  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48  

D. 2  Evaluation  cri teria  for  com ponen ts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48  

D. 3  Evaluation  cri teria  for  pri n ted  boards. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49  

Annex E  ( i n form ati ve)   Method  of  calcu lati ng  the  m axim um  theoretical  force  and   
i n tegrated  value  of  the  area of  the  wett i ng  curve  for l eaded  non-SMD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50  

E. 1  Method  of  calcu lati ng  the  m axim um  theoretical  force  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50  

E. 2  Method  of  calcu lat i ng  the  i n tegrated  value  of  the  area of  the  wetti ng  cu rve  . . . . . . . . . . .  50  

Bibl i ograph y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52  

 

F i gu re  1  – Arrangem ent  for the  test  apparatus  (so lder  bath  wetti ng  balance  m ethod)  . . . . . . . . . . . . . .  9  

Figu re  2  – Arrangem ent  for the  test  apparatus  (so lder  g lobu le  wett ing  balance  m ethod)  . . . . . . . . .  9  

Figu re  3  – Imm ersion  cond i t ions  for so lder  bath  method  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  

Figu re  4  – Imm ersion  cond i t ions  for so lder  g lobu le  m ethod  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  

Figu re  5  – Suggested  wetti ng  balance  test  specim ens  and  so lderi ng  imm ersion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20  

Figu re  6  – Pri n ted  board  imm ersion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21  

Figu re  7  – Typical  wetti ng  balance  trace  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22  

Figu re  B. 1  – U nderstand ing  wetti ng  cu rves  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35  

Figu re  B. 2  – Typical  wett i ng  curve  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35  

Figu re  B. 3  – Represen tati ve  force- tim e  curves  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36  

Figu re  C. 1  – Cross-secti on  of  alum in ium  body . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41  

Figu re  C.2  – D ipping  pos i t i on  and  re lat i ve  pos i t i on  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42  

Figu re  C.3  – Tim e and  test  sequence  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44  

Figu re  C.4  – Typical  wett i ng  balance  trace  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45  

Figu re  D . 1  – Set  A wetti ng  curve  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49  

Figu re  D .2  – Set  B  wetti ng  curve  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49  

 

Table  1  – Precond i t i on i ng  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  

Table  2  – Maxim um  l im i ts  of  so lder  bath  contam inan ts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  

Table  3  – G lobu le  and  pel let  s i zes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  

Table  4  – Ros in  based  f l ux  com posi t i ons  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  

Table  5  – Recomm ended  so lder  bath  wett i ng  balance  test  cond i t i ons  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  

Table  6  – Tim e sequence  of  the  test  (so lder bath ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  

Table  7  – Recomm ended  so lder  g l obu le  wetting  balance  test  cond i ti ons  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  

Table  8  – Tim e sequence  of  the  test  (so lder g lobu le)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20  

Table  B. 1  – Carboxyl i c  acid  based  f l ux  (water  so lu ti on)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30  

Table  B. 2  – Carboxyl i c  acid  based  f l ux  (alcohol  so l u t i on)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30  

Table  C. 1  – Tim e sequence  of  the  test  procedure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43  

Table  D . 1  – Wetting  balance  param eter and  suggested  evaluati on  cri teria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48  

Table  D .2  – Pri n ted  board  test  param eter  and  suggested  cri teria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49  

 

  



IEC 60068-2-69:201 7  © I EC  201 7  – 5  –  

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION  

____________ 

 
ENVIRONMENTAL TESTING  –  

 
Part  2-69:  Tests  – Test Te/Tc:  Solderabi l i ty testing  of  

electronic  components  and  printed  boards  
by the wetting  balance (force measurement)  method  

 
FOREWORD 

1 )  The  I n ternati onal  E lectrotechn i cal  Comm iss ion  ( I EC)  i s  a  worl dwide  organ i zati on  for  s tandard i zat i on  com pri s i ng  
al l  n ati onal  e l ectrotechn i cal  comm i ttees  ( I EC Nati onal  Comm i ttees) .  The  object  of  I EC  i s  to  prom ote  
i n ternati onal  co-operat i on  on  al l  quest i ons  concern i ng  s tandard i zat i on  i n  the  e l ectri cal  and  e l ectron i c  f i e l ds .  To  
th i s  end  and  i n  add i t i on  to  other acti vi t i es ,  I EC  publ i shes  I n ternati onal  Standards,  Techn i cal  Speci f i cati ons,  
Techn i cal  Reports ,  Publ i c l y  Avai l abl e  Speci f i cat i ons  (PAS)  and  Gu ides  (hereafter referred  to  as  “ I EC  
Publ i cati on (s ) ”) .  Thei r  preparat i on  i s  en trusted  to  techn i cal  comm i ttees;  any I EC  Nati onal  Comm i ttee  i n terested  
i n  the  subj ect  deal t  wi th  m ay part i ci pate  i n  th i s  preparatory work.  I n ternati onal ,  governm ental  and  non -
governm ental  organ i zati ons  l i a i s i ng  wi th  the  I EC  al so  part i c i pate  i n  th i s  preparati on .  I EC  col l aborates  cl osel y  
wi th  the  I n ternati onal  Organ i zati on  for  Standard i zati on  ( I SO)  i n  accordance  wi th  cond i t i ons  determ ined  by 
ag reem ent  between  the  two  organ i zati ons.  

2)  The  form al  deci s i ons  or  ag reem ents  of  I EC  on  techn i cal  m atters  express,  as  nearl y  as  poss ible,  an  i n ternati onal  
consensus  of  opi n i on  on  the  rel evant  subjects  s i nce  each  techn i cal  com m i ttee  has  representat i on  from  al l  
i n terested  I EC  N ati onal  Com m ittees.   

3 )  I EC  Publ i cat i ons  have  the  form  of  recomm endati ons  for  i n ternati onal  use  and  are  accepted  by I EC  Nati onal  
Com m i ttees  i n  that  sense.  Whi l e  al l  reasonable  efforts  are  m ade  to  ensure  that  the  techn i cal  con tent  of  I EC  
Publ i cati ons  i s  accu rate,  I EC  cannot  be  held  responsi ble  for  the  way i n  wh i ch  they  are  used  or fo r  any  
m i s i n terpretat i on  by any end  u ser.  

4)  I n  order to  prom ote  i n ternati onal  u n i form i ty,  I EC  Nati onal  Com m i ttees  undertake  to  apply I EC Publ i cati ons  
transparentl y  to  the  m axim um  extent  poss ible  i n  the i r  nat i onal  and  reg i onal  publ i cati ons.  Any d i vergence  
between  any I EC  Publ i cati on  and  the  correspond i ng  nati onal  or  reg i onal  publ i cat i on  shal l  be  c l earl y i n d i cated  i n  
the  l atter.  

5)  I EC  i tsel f  does  not  provi de  any attestat i on  of  con form i ty.  I n dependent  cert i f i cati on  bod ies  provi de  con form i ty  
assessm ent  servi ces  and ,  i n  som e  areas,  access  to  I EC m arks  of  con form i ty.  I EC i s  not  responsi ble  for  any 
servi ces  carri ed  ou t  by i ndependen t  cert i f i cat i on  bod i es .  

6)  Al l  u sers  shou ld  ensu re  that  they have  the  l atest  ed i t i on  of  th i s  publ i cati on .  

7)  No  l i abi l i ty  shal l  attach  to  I EC  or  i ts  d i rectors,  em ployees,  servants  o r  ag en ts  i ncl u d i ng  i n d i vi dual  experts  and  
m em bers  of  i ts  techn i cal  com m i ttees  and  I EC  Nati onal  Com m i ttees  for  any personal  i n j u ry,  property  dam age  or  
other dam age  of  any natu re  whatsoever,  whether d i rect  o r  i nd i rect,  or  for  costs  ( i ncl ud i ng  l eg al  fees )  and  
expenses  ari s i ng  ou t  of  the  publ i cati on ,  u se  of,  or  re l i ance  upon ,  th i s  I EC  Publ i cati on  or  any other I EC  
Publ i cat i ons .   

8)  Atten ti on  i s  d rawn  to  the  N orm ati ve  references  ci ted  i n  th i s  publ i cat i on .  Use  of  the  referenced  publ i cati ons  i s  
i nd i spensable  for the  correct  appl i cati on  of  th i s  publ i cat i on .  

9)  Atten ti on  i s  d rawn  to  the  poss ibi l i ty  that  som e of  the  e l em ents  of  th i s  I EC  Publ i cati on  m ay be  the  su bject  of  
paten t  ri g h ts .  I EC  shal l  not  be  held  respons ibl e  for  i den t i fyi ng  any or  a l l  such  paten t  ri gh ts .  

I n ternati onal  Standard  I EC  60068-2-69  has  been  prepared  by I EC techn ical  comm i ttee  91 :  
E lectron ics  assem bly technolog y.  

Th is  th i rd  ed i t ion  cancels  and  replaces  the  second  ed i t ion  publ ished  i n  2007  as  wel l  as  the  
second  ed i t ion  of  I EC  60068-2-54  publ ished  i n  2006  and  consti tu tes  a techn ical  revis ion .  

Th is  ed i ti on  i ncludes  the  fo l l owing  s i gn i f i can t  techn ical  changes  wi th  respect  to  the  previous  
ed i t ion :  

•  i n tegrati on  of  I EC  60068-2-54;  

•  i nclus ion  of  tests  of  pri n ted  boards;  

•  i nclus ion  of  new com ponen t  types ,  and  updati ng  test  param eters  for the  whole  com ponen t  
l i s t;  
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•  i ncl us ion  of  a  new gauge  R  &  R  test  protocol  to  ensu re  that  the  respective  wett i ng  balance  
equ ipm ent  i s  correctl y cal ibrated .  

The  text  of  th is  s tandard  i s  based  on  the  fo l lowing  docum en ts:  

FDI S  Report  on  vot i ng  

91 /1 405/FDI S  91 /1 426/RVD  

 
Fu l l  i n form ation  on  the  voti ng  for the  approval  of  th is  I n ternati onal  Standard  can  be  found  i n  
the  report  on  voti ng  i nd icated  i n  the  above  table.  

Th is  docum ent has  been  drafted  i n  accordance  wi th  the  I SO/I EC  D i recti ves ,  Part  2.  

A l i s t  of  al l  parts  i n  the  I EC 60068  series ,  under  the  general  t i t l e  Environmental testing,  can  be  
found  on  the  I EC webs i te.  

The  com m ittee  has  decided  that  the  con ten ts  of  th is  docum ent  wi l l  rem ain  unchanged  un ti l  the  
stabi l i ty date  i nd icated  on  the  I EC  websi te  under "h ttp: //webstore. i ec. ch "  i n  the  data re lated  to  
the  speci f i c  docum ent.  At  th is  date,  the  docum ent  wi l l  be   

•  reconfi rm ed,  

•  wi thdrawn ,  

•  replaced  by a  revised  ed i ti on ,  or  

•  am ended.  
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ENVIRONMENTAL TESTING  –  
 

Part  2-69:  Tests  – Test Te/Tc:  Solderabi l i ty testing  of  
electronic  components  and  printed  boards  

by the wetting  balance (force measurement)  method  
 
 
 

1  Scope 

This  part  of  I EC  60068  ou tl i nes  test  Te/Tc,  the  so lder bath  wetting  balance  m ethod  and  the  
so lder g l obu le  wetti ng  balance  m ethod  to  determ ine,  quanti tati vel y,  the  so lderabi l i ty of  the  
term inations.  Data obtained  by these  m ethods  are  not  i n tended  to  be  used  as  absolu te  
quanti tat i ve  data for  pass–fai l  purposes.  

The  procedures  describe  the  solder bath  wetti ng  balance  m ethod  and  the  so lder  g l obu le  
wett i ng  balance  m ethod .  They are  appl icable  to  com ponents  and  pri n ted  boards  wi th  m etal l i c  
term inations  and  m etal l i zed  solder pads.  

Th is  docum ent  provides  the  m easurem en t procedures  for  so lder  al l oys  both  wi th  and  wi thou t  
l ead  (Pb) .  

2 Normative references  

The fo l l owing  docum ents  are  referred  to  i n  the  text  i n  such  a  way that  som e or al l  of  the i r  
con ten t  consti tu tes  requ i rem ents  of  th is  docum ent.  For dated  references,  on l y the  ed i t i on  
ci ted  appl i es.  For undated  references,  the  l atest  ed i t i on  of  the  referenced  docum en t ( i ncl ud ing  
any am endm ents)  appl i es.  

IEC 60068-1 ,  Environmental testing – Part 1: General and guidance  

I EC  60068-2-2,  Environmental testing – Part 2-2: Tests – Test B: Dry heat 

IEC  60068-2-20:2008,  Environmental testing – Part 2-20: Tests – Test T: Test methods for 
solderability and resistance to soldering heat of devices with leads  

I EC  60068-2-66,  Environmental testing −  Part 2: Test methods −  Test Cx: Damp heat,  steady 
state (unsaturated pressurized vapour)  

IEC 61 1 90-1 -3:2007,  Attachment materials for electronic assembly – Part 1 -3: Requirements 
for electronic grade solder alloys and fluxed and non-fluxed solid solders for electronic 
soldering applications   
I EC  61 1 90-1 -3:2007/AMD1 :201 0  

ISO 683  (al l  parts ) ,  Heat-treatable steels,  alloy steels and free-cutting steels  

I SO 6362  (al l  parts) ,  Wrought aluminium and aluminium alloys – Extruded rods/bars,  tubes 
and profiles  

3 Terms and  defin i tions  

For the  pu rposes  of  th i s  docum ent,  the  term s  and  defi n i t i ons  g i ven  i n  I EC 60068-1  and  
IEC 60068-2-20  appl y.  
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ISO and  I EC  m ain tain  term inolog ical  databases  for use  i n  standard ization  at  the  fo l l owing  
addresses:  

•  I EC  E lectroped ia:  avai lable  at  h ttp: //www. electroped ia.org /  

•  I SO On l ine  browsing  platform :  avai lable  at  h ttp: //www. iso.org /obp  

4 General  description  of  the method  

4.1  General  

The user shou ld  note  that  the  test  m ethod  speci fied  i n  th is  docum ent  i s  i n tended  to  provide  
cons isten t  and  d iscrim inatory data between  various  test  s i tes .  Hence  the  choice  of  al loy,  
tem peratu re  and  f l ux  shal l  be  con tro l l ed .  

Usi ng  th is  test  m ethod  to  con tro l  a  production  process  i s  encouraged .  However,  as  each  
producti on  process  wi l l  em ploy d i fferen t  al l oys ,  tem peratures  and  f l uxes ,  such  test  resu l ts  
shal l  be  ag reed  upon  between  user  and  suppl ier.  I n  case  of  a  d i spute,  the  procedures  of  th is  
docum ent shal l  prevai l .  

NOTE  I n form ati on  regard i ng  wett i ng  bal ance  for SMD  solderabi l i ty  testi ng  i s  descri bed  i n  Annex B .  

4.2  Components  

The test  specim en  shal l  be  a sam ple  from  the  i n tended  production  batch .  The  test  specim en  
i s  m ounted  i n to  a  su i table  ho lder  that  i s  suspended  from  a  sens i t i ve  balance.  Li qu id  f l ux  i s  
then  appl i ed  to  the  specim en  that  i s  brought  i n to  con tact  wi th  the  c leaned  surface  of  the  l i qu id  
so lder wi th i n  a so lder bath ,  or  the  apex of  a  so lder g lobu le.  The  solder i n  e i ther case  i s  at  a  
con trol l ed  tem peratu re ,  and  the  l ead  or  term inati on  under test  i s  imm ersed  to  the  prescribed  
depth .  

4.3  Printed  boards  

The test  specim en  shou ld  be  a representati ve  test  specim en ,  a  port i on  o f  the  pri n ted  board  
being  tested ,  or  a  whole  board  i f  wi th i n  s i ze  l im i ts ,  such  that  an  im m ersion  depth  defi ned  i n  
the  i nd ivi dual  m ethod  i s  poss ible.  Test  specim ens  m ay be  used  for r i g i d  board  surface  
so lderabi l i ty and  p lated- th rough -hole  solderabi l i ty.  

Liqu id  f l ux  i s  then  appl ied  to  the  specim en  that  i s  brough t  i n to  con tact  wi th  the  c l eaned  
surface  of  a  so lder  bath ,  or  the  apex  of  a  so lder  g lobu le,  that  i s  at  a  con tro l l ed  tem perature  
and  im m ersed  to  the  prescribed  depth .  

4.4  Measurement  

The resu l tant  forces,  m easured  i n  m N ,  of  buoyancy and  surface  tens ion  acti ng  upon  the  
imm ersed  term inati on  are  detected  by a  transducer and  converted  i n to  a s i gnal  that  i s  
con tinuous l y m on i tored  as  a  functi on  of  t im e,  and  recorded  and  d isplayed  on  a  com pu ter 
screen .  

The  wett i ng  speed  and  the  extent  of  wetting  are  deri ved  from  the  force  against  t im e  curve.  
The  trace  m ay be  com pared  wi th  that  deri ved  from  a  perfectl y wetted  specim en  of  the  sam e 
nature  and  d im ens ions.  

5 Description  of  the test  apparatus  

Figu re  1  and  F igure  2  show a  su i table  arrangem ent  for the  test  apparatus.  

The  apparatus  speci f i cati ons  are  g i ven  i n  Annex  A.  

http://www.iso.org/obp
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The  specim en  i s  suspended  from  a sens i t i ve  balance  and  a  m echan ism  used  to  e i ther raise  
the  so lder  to  m eet  the  specim en  or  l ower the  specim en  i n to  the  so lder.  After cond i t ion ing ,  the  
transducer  s ignal  i s  passed  to  a  com puter,  where  the  force  against  t im e  curve  m ay be  
d isplayed  and  anal ysed .  

 

Key 

1  Specim en  2  Solder bath  

3  Solder bath  l i f t i ng  m echan i sm  4  Balance  and  t ransducer  

5  S i gnal  cond i t i oner  6  Com puter  

7  Con tro l  box    

Figure 1  – Arrangement  for the  test  apparatus (solder bath  wetting  balance  method)  

 

Key 

1  Specim en  2  G lobu le  b l ock 

3  Li ft  m echan i sm  4  Balance  and  t ransducer  

5  S i gnal  cond i t i oner  6  Com puter  

7  Contro l  box    

Figure 2  – Arrangement  for the  test  apparatus  (solder g lobu le  wetting  balance method)  
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6 Preparation  of  specimens 

6.1  Cleaning  

Un less  otherwise  speci fi ed ,  the  specim en  shal l  be  tested  i n  the  as-received  cond i t i on  and  
care  shou ld  be  taken  to  ensure  that  no  part  of  the  surface  to  be  tested  becom es  con tam inated ,  
part icu larl y by con tact  wi th  the  f i ngers,  du ri ng  the  preparation  and  hand l ing  of  the  specim en.  

I f  requ i red  by the  com ponen t  speci f i cation ,  the  specim en  m ay be  cl eaned  by im m ersion  i n  a  
neu tral  organ ic  so lven t  at  room  tem perature.  The  specim en  shou ld  be  al lowed  to  dry i n  ai r  
before  testi ng .  No  other cl ean ing  i s  perm i tted .  

6.2  Precondi t ion ing  

I f  requ i red  by the  com ponent  speci fi cati on ,  the  com ponen t  m ay be  subj ected  to  
precond i t ion i ng  before  test i ng .  Th is  shal l  be  perform ed  for 4  h  at  1 55  °C  un less  otherwise  
agreed  between  user  and  suppl i er (Table  1 ,  cond i t i on  F) .  

I n  the  past,  i t  had  been  practice  to  use  the  term  accelerated  ageing  wh ich ,  as  g i ven  in  
IEC  60068-2-20:2008,  4. 1 . 1 ,  has  s ix  al ternati ve  cond i t i ons  that  m ay be  used  as  an  al ternati ve  
i f  agreed  between  user  and  suppl ier:  

A – ageing  1 a of  I EC  60068-2-20;  

B  – ageing  1 b  of  I EC 60068-2-20;  

C  – ageing  1 b  of  I EC  60068-2-20,  bu t  for  8  h ;  

D  – age ing  1 b  of  I EC  60068-2-20,  bu t  for  1 6  h ;  

E  – ageing  4  of  I EC  60068-2-20;  

F  – ageing  3a of  I EC  60068-2-20.  

Refer  to  Table  1 ,  for  precond i t i on ing .  

Table  1  – Precondi tion ing  

Cond i tion  category Precondi tion  type  Exposure 
parameters  

Use 
recommendation  

Appl icabi l i ty by 
fi n i sh  

A Steam  1  h  ±  5  m i n  Preferred  Non -t i n  and  non -t i n  
al l oy con tai n i ng  
f i n i shes  

B  4  h  ±  1 0  m in  Preferred  Non -t i n  and  non -t i n  
al l oy con tai n i ng  
f i n i shes  

C  8  h  ±  1 5  m in  Opti onal  Non -t i n  and  non -t i n  
al l oy con tai n i ng  
f i n i shes  

D  1 6  h  ±  30  m in  Opti onal  Non -t i n  and  non -t i n  
al l oy con tai n i ng  
f i n i shes  

E  Unsatu rated  
pressu ri zed  vapou r 
(1 20  °C, 85  % RH )  

4  h  ±  1 0  m i n  Preferred  Al l  f i n i shes  

F  1 55  °C  d ry bake  4  h  ±  1 5  m in  Preferred  Al l  f i n i shes  
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7 Materials  

7.1  Solder 

7. 1 . 1  General  

The so lder  to  be  used  for both  the  so lder  bath  and  for  the  so lder  g lobu le  wetti ng  balance  test  
shal l  be  as  speci fi ed  i n  7. 1 . 2  or  7 . 1 . 3.  

7.1 .2  Solder al loy contain ing  lead  

The so lder shal l  be  Sn60Pb40A,  Sn63Pb37A or Sn62Pb36Ag02B ( refer  to  the  I EC  61 1 90-1 -3  
al l oy nam e) .  

NOTE  The  presence  of  s i l ver i n  the  solder reduces  the  d i ssolu t i on  effect  on  s i l ver con tai n i ng  m etal l i zati on  on  
com ponen ts  and  therefore  can  be  used  when  requ i red  by the  re levant  com ponent  speci f i cati on .  

7.1 .3  Lead-free  solder al loy 

The preferred  al loy com posi t ion  to  be  used  shou ld  consist  of  e i ther  a  m ass  fracti on  of  3 , 0  % 
Ag ,  0 , 5  % Cu ,  96, 5  %  Sn  (Sn96, 5Ag3Cu, 5)  or  0 , 7  % Cu ,  99, 3  %  Sn  (Sn99, 3Cu ,7) .  (Refer  to  
IEC 61 1 90-1 -3  for  the  al l oy nam e. )  

NOTE  Sn96, 5Ag3Cu , 5  i s  al so  known  as  SAC 305.  

Other  l ead-free  so lder al l oys  m ay be  used  upon  agreem ent between  user and  suppl ier.  

7. 1 .4  Solder contamination  control  

The so lder i n  so lder  baths  used  for  so lderabi l i ty testing  shal l  be  chem ical l y or  
spectrograph ical l y anal yzed  or  replaced  each  30  operati ng  days.  The  l evels  of  contam ination  
and  Sn  con ten t  shal l  be  wi th i n  those  shown  i n  Table  2 .  The  i n tervals  between  anal yses  m ay 
be  l eng thened  i f  the  test  resu l ts  i nd icate  that  the  con tam ination  l im i ts  are  not  be ing  
approached.  The  com posi t i on  of  the  l ead- free  so lder,  i ncl ud ing  contam inati on  l evels ,  shal l  be  
m ain tained  du ri ng  testi ng  wi th  the  s i l ver  and  copper  e lem ent l evels  ad justed  for  al l oy 
requ i rem ents.  

An  operati ng  day cons ists  of  any e i gh t-hour  peri od ,  or  an y porti on  thereof ,  duri ng  wh ich  the  
so lder i s  l i quefi ed  and  used .  I f  con tam inati on  exceeds  the  l im i ts  speci fi ed  i n  Table  2,  then  the  
so lder shal l  be  changed  and  the  i n tervals  between  anal ys is  shal l  be  shortened .  A sam pl ing  
plan  shal l  be  developed ,  im plem ented,  and  docum ented.  I t  shal l  also  ind icate  the  process  
con trol  of  the  solder contam ination .  
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Table  2  – Maximum l imi ts  of  solder bath  contaminants  

Contaminant  Maximum  mass  fraction  contaminant  l im i t  

SnPb al loys a,  b  

% 
Lead-free  al l oys  c,  d  

% 

Copper  0 , 300  1 , 000  

Gold  0 , 200  0 , 200  

Cadm ium  0, 005  0 , 005  

Zi nc  0 , 005  0 , 005  

Alum in i um  0. 006  0 , 006  

Ant im ony 0 , 500  0 , 500  

I ron  0 , 020  0 , 020  

Arsen i c  0 , 030  0 , 030  

B i sm uth  0 , 250  0 , 250  

S i l ver  0 , 1 00  4, 000  

N i ckel  0 , 01 0  0 , 01 0  

Lead  N /A 0 , 1 00  

a  The  t i n  con ten t  of  the  solder shal l  be  m ain tai ned  wi th i n  ±1  %  o f  the  nom inal  al l oy be i ng  used .  Ti n  con tent  
shal l  be  tested  at  the  sam e  frequency as  testi ng  for  copper/g old  con tam inati on .  The  balance  of  the  bath  shal l  
be  l ead  and/or the  i tem s  l i s ted  above.  

b  The  total  of  copper,  g o l d ,  cadm ium ,  z i nc,  and  al um in i um  contam inants  shal l  not  exceed  0 , 4  %.  Not  
appl i cabl e  to  l ead-free  al l oys .  

c  The  t i n  con tent  of  the  solder shal l  be  m ai n tai ned  wi th i n  ±1 % of  the  nom inal  a l l oy bei ng  used.  Ti n  con tent  
shal l  be  tested  at  the  sam e frequency as  test i ng  for  copper/s i l ver concentrat i on .  The  balance  of  the  bath  
shal l  be  the  i tem s  l i s ted  above.  

d  Maxim um  contam inati on  l im i ts  are  appl i cabl e  for  Sn96, 5Ag3Cu , 5.  Other l ead -free  sol der al l oy con tam inati on  
l im i ts  m ay be  used  u pon  ag reem ent  between  user and  vendor.  

 

7.1 .5  Solder  mass  for solder g lobu le wett ing  balance method  

For the  so lder g lobu le  wett ing  balance  m ethod ,  the  so lder shal l  be  i n  the  form  of  pe l l ets  or  cu t  
wi re  wi th  a m ass  of  200  m g  ±  1 0  m g  for  use  on  a 4  mm  d iam eter p i n  g lobu le  support  b lock,  
1 00  m g  ±  1 0  m g  for use  on  a  3 , 2  mm  d iam eter p i n  support  b lock,  25  m g  ±  2 , 5  m g  for  use  on  a 
2  m m  d iam eter p in  g lobu le  support  block,  and  5  m g  ±  0 , 5  m g  for use  on  a  1  m m  d iam eter  
g lobu le  support  b l ock.  Refer to  Table  3 .  

Table  3  – G lobu le and  pel let  sizes  

Pin  d iameter  
mm  

Pel l et  mass  
m g  

Pel let  mass tolerance  
m g  

1  5  ±0, 5  

2  25  ±2, 5  

3 , 2  1 00  ±1 0  

4  200  ±1 0  

 

A new so lder pel l et  shal l  be  used  for  each  test  except  i n  the  case  of  a  step  and  repeat  
techn ique.  Separate  ded icated  g lobu le  support  b locks  shou ld  be  used  for  t i n - lead  and  lead-
free  al loys  to  avo id  cross-con tam ination .  Refer to  Annex C  regard ing  d im ple  g lobu le .  
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7.2  Flux 

7.2. 1  Rosin  based  flux  

The preferred  f l uxes  for  the  test  are  ros in  based  as  shown  below.  See  Table  4  for the  detai l s .  

a)  Non-acti vated  

b)  Low acti vated  

c)  H igh  act i vated  

Table  4  – Rosin  based  f lux composi tions  

Consti tuen t  a  Composi tion  by mass fraction  
%  

Non-acti vated  Low activated  H igh  activated  

Colophony 25  ±  0 , 5  25  ±  0 , 5  25  ±  0 , 5  

D iethyl amm on ium  hydroch lori de  (CAS  N o.  660-68-4)  None  0 , 1 5  ±  0 , 01  0 , 39  ±  0 , 01  

2-propanol  ( I sopropyl  al cohol )  (CAS  No.  67-63-0 )  o r  
ethyl  al cohol  (CAS  No.  64-1 7-5)  as  an  al ternati ve  

75  ±  0 , 5  74, 85  ±  0 , 5  74, 61  ±  0 , 5  

Mass  of  ch lori ne  of  sol i ds  b  0  0 , 2  0 , 5  

a  See  I EC  60068-2-20:2008,  Annex B  for  speci f i cati on .  

b  Expressed  as  free  ch lori ne  based  on  the  co l ophony con tent .  

 

7.2.2  Flux maintenance  

The f l ux  to  be  used  for test i ng  shou ld  be  taken  from  the  suppl i ed  container and  poured  in to  a  
sm al l  cup (beaker) .  F l ux  appl ied  for test i ng  shou ld  be  taken  from  th is  cup.  After  use  the  
unused  f l ux  l eft  i n  the  cup  shou ld  be  d iscarded .  

7.2.3  Test  f lux selection  cri teria  

Refer  to  C lauses  B. 5  and  B.8  for i n form ation  regard ing  the  adoption  and  use  of  these  test  
f luxes.  

8 Procedure 

8.1  Test  temperature  

8. 1 . 1  Solder al loy contain ing  lead  

Solder tem perature  prior  to  test  and  during  test  shal l  be  235  °C  ±  3  °C.  

8. 1 .2  Lead-free  solder al loy 

Un less  otherwise  speci f i ed  i n  the  re levant  speci f i cati on ,  the  tem peratu re  o f  the  so lder prior to  
the  test  shal l  be  245  °C  ±  3  °C  for Sn96,5  Ag3  Cu , 5  and  250  °C  ±  3  °C  for Sn99, 3  Cu , 7  al l oys.  

8.2  Test  procedure  

8.2. 1  Appl icable  test  procedure  

Subclause  8 . 2. 2  appl i es  for l eaded  non-SMD.  

Subclause  8 . 2. 2  or  8 . 2 . 3  appl ies  for  non - leaded  SMD  or l eaded  SMD as  appl icable.  

Subclause  8 . 2. 4  appl i es  for pri n ted  boards.  
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8.2.2  Solder bath  wetting  balance procedure  

The  specim en  i s  m ounted  i n  a  su i table  ho lder  to  g i ve  the  desi red  d ipping  ang le  and  the  
term ination(s)  i s/are  cen tred  above  the  so lder  bath .  Preferred  d ipping  ang les  are  g i ven  i n  
Table  5 .  

The  tem perature  of  the  so lder pri or to  the  test  shal l  be  as  described  i n  8. 1 .  

Pri or to  testi ng ,  a  con ti nuous  layer of  the  appropriate  f lux  i s  appl ied  to  the  porti on  of  the  
com ponent  term ination  to  be  tested,  us i ng  a  cocktai l  s t i ck,  cotton  bud  or  s im i lar  appl icator,  
and  excess  f l ux  droplets  are  rem oved  by touch ing  against  absorbent  paper.  I t  i s  very 
im portant  that  excess  f l ux  i s  not  al lowed  to  en ter the  specim en  ho lder  or  rem ain  on  the  
com ponent.  The  presence  of  excess  f l ux  wi l l  cause  explos ive  boi l i ng  as  the  f lux  so lvent  
m akes  con tact  wi th  the  m ol ten  solder.  

Imm ediatel y pri or  to  testi ng ,  wipe  the  oxide  from  the  so lder  bath  surface  wi th  a non -wettable  
blade.  I f  requ i red ,  the  apparatus  suspension  and  chart  recorder  are  ad justed  to  the  zero  
pos i t ion .  

Leaded  non-SMD com ponen t:  H ang  the  specim en  on  the  apparatus  so  that  the  l ower edge  of  
the  com ponen t  i s  20  m m  ±  5  mm  above  the  so lder surface.  The  specim ens  are  then  brough t  
i n to  contact  at  a  speed  between  5  mm /s  and  20  mm /s  so  that  they are  im m ersed  to  the  
requ i red  depth  wi th i n  0 , 2  s .  

SMD  com ponen ts:  I t  i s  im portan t  to  ensure  that  the  test  specim en,  at  the  start  of  the  test,  i s  
pos i t ioned  on  the  equ ipm ent  at  a  d istance  not  g reater than  1 0  mm  ±  2  mm  and  to  al l ow the  
specim en  to  preheat/dry for 30  s  ±  1 5  s  prior to  imm ersion  in to  the  so lder  g l obu le .  Th is  period  
i s  requ i red  to  rem ove the  so lvent  from  the  f l ux  prior to  the  test  and  to  prevent  explos i ve  
bo i l i ng  when  the  specim en  and  so lder  com e i n to  contact.  Load ing  and  un load ing  of  test  
specim ens  m ay,  of  course,  be  at  a  m uch  g reater  d istance,  for  exam ple  g reater than  20  m m .  
The  specim en  and  so lder  are  brought  i n to  con tact  at  a  speed  between  1  m m /s  and  5  m m /s.  

The  recomm ended  im m ersion  depth  in to  the  so lder of  the  surface  to  be  tested  shal l  be  as  
speci f ied  i n  Table  5 .  See  also  F igure  3.  Table  5  shows  the  so lder  d i pping  ang le  for  SMD,  
l eaded  SMD com ponen ts  as  wel l  as  l eaded  non-SMD  com ponents .  



IEC 60068-2-69:201 7  © I EC  201 7  – 1 5  –  

Table  5  – Recommended  solder bath  wetting  balance  test  cond i tions  

Component  examples  Dipping  ang le  a  Fi gure  3  Immersion  depth   
mm  

Type  Si ze  code  

Leaded  non -
SMD  

N/A Vert i cal  1 M ,  1 N ,  1 P ,  1 Q  2  to  4  

Capaci tors  1 608M  (0603 )  b  
201 2M  (0805)  b  
321 6M  (1 206 )  b  
4532M  (1 81 2)  b  

Hori zon tal ,  vert i cal  o r 
20°  to  45°  

1 A, 1 B,  1 C  

0 , 04  to  0 , 1 0  

Res i stors  1 608M  (0603)  b  
201 2M  (0805)  b  
321 6M  (1 206)  b  

Hori zon tal ,  vert i cal  o r 
20°  to  45°  

1 A,  1 B, 1 C,  
1 G  d , 1 H  d  

Leaded  SMD  

SOT 23  
SOT 89  
SOT 223  
SOI C  1 6  c  
SOI C  28  c  
VSO 40  c  
QFP  48  c  
QFP  1 60  c  
PLCC 44  c  
PLCC 84  c  

Vert i cal  o r  20°  to  45°  
1 D,  1 E ,  1 F  

1 J ,  1 K,  1 L  

Cyl i nd ri cal  SMD  N /A Hori zontal ,  vert i cal  o r  
20°  to  45°  

1 A,  1 B ,  1 C  

SOD  80  N /A Vert i cal  o r  20°  to  45°  1 B,  1 C  

Not  recomm ended  for s i zes  bel ow 1 608M  (0603) .  

The  recom m ended  dwel l  t im e  i s  5  s ,  except  for SOT 89  and  SOT 223  com ponents,  where  1 0  s  i s  recomm ended.  

The  recom m ended  imm ers ion  speed  for  al l  com ponents  i s  between  1  mm /s  and  5  mm /s .  

The  im m ers ion  depths  are  recomm ended  val ues.  When  appropriate,  a  h i gher im m ers ion  depth  or  l onger  dwel l  
t im e  can  be  chosen ,  fo r exam ple  i n  case  of  i nadequate  therm al  heat  transfer.  See  B. 7. 3 . 1  fo r precau ti ons .  

a   Ori en tati on  of  the  specim en  term inal s  or  l eads  towards  the  sol der su rface.  

b   S i ze  code  i n  parentheses,  d im ensions  are  expressed  i n  I m perial .  

c   These  l eads  m ay be  cu t  and  tested  i nd i vi dual l y,  bu t  care  shou ld  be  taken  not  to  deform  the  part  of  the  l ead  to  
be  tested .  Th i s  operati on  shou l d  be  perform ed  after ag eing ,  i f  any ag eing  procedure  i s  appl i ed .  

d   1 G  and  1 H  i n  Fi g u re  3  a)  are  appl i cable  to  the  com ponents  wh i ch  do  not  have  an  e l ectrode  toward  the  solder  
su rface  when  1 B  i s  appl i ed .  

 



 – 1 6  – IEC  60068-2-69:201 7  © I EC  201 7  

 

a)  – Examples of  immersion  A to  H  

 

Key 

1  Mol ten  so l der su rface  2  Seati ng  plane  

b)  – Examples  of  immersion  J  to  Q  

Figure 3  – Immersion  condi t ions for solder bath  method  

The so lder  and  specim en  are  held  i n  th is  pos i t i on  for not  l ess  than  5  s  and  then  separated .  
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The  wi thdrawal  rate  i s  not  speci fi ed  as  the  force  cu rve  i s  not  anal ysed  once  the  specim en  
starts  to  separate  from  the  so lder.  

The  t im e  sequence  of  the  test  i s  shown  i n  Table  6.  To  m ain tain  repeatabi l i ty,  the  test  
sequence  t im e  shou ld  be  as  short  as  possible.  

Table  6  – Time sequence of  the  test  (solder bath)  

Procedure  Time  
s  

Duration  
s  

1 )  Fl u xi ng  0  5  

2)  Hang  the  specim en  on  the  apparatus  ~ 1 5  1 0  

3 )  Wipe  the  oxi de  from  the  so lder  su rface  ~20  5  

4)  Preheat  ~30  30  ±  1 5  

5)  S tart  ~75  3  to  25  

6)  Solder imm ers ion  1 00  m ax.  5  

 

The vertical  force  act i ng  on  the  specim en  i s  recorded  duri ng  the  period  of  con tact  between  the  
so lder  and  the  specim en .  The  force  during  wi thdrawal  need  not  be  recorded ,  as  the  
wi thdrawal  part  of  the  curve  i s  not  anal ysed .  

Once  the  specim en  has  cooled,  the  f l ux  res idues  are  washed  from  the  specim en,  us i ng  a  
neu tral  organ ic  so lvent.  The  specim en  i s  visual l y exam ined  us ing  a m agn i f icati on  of  1 0× .  
Special  atten tion  shou ld  be  paid  to  de-wett ing ,  as  de-wetti ng  does  not  often  occur  un t i l  the  
specim en  i s  wi thdrawn  from  the  so lder.  

Note  that  de-wetting  may be  obscured  by the  presence  of  so lder  i ci cles  frozen  on to  the  
term ination  as  i t  i s  wi thdrawn  from  the  so lder.  

8.2.3  Solder  g lobu le  wetting  balance procedure  

Un less  otherwise  speci f i ed  in  Annex C  for 0603M  (0201 )  capaci tors/res istors ,  the  fo l l owing  
procedure  shal l  be  appl ied .  

Select  the  appropriate  g l obu le  block for the  com ponent  to  be  tested .  Recomm ended  g lobu le  
support  b l ock pi n  s i zes  are  g i ven  i n  Table  7.  

Set  the  tem perature  of  the  so lder  as  speci f ied  i n  8 . 1 .  Note  that  the  g lobu le  blocks  shou ld  
never  be  heated  wi thou t  so lder  covering  the  i ron  pin .  Heati ng  the  uncovered  pi n  cou ld  cause  
the  i ron  to  becom e oxid i zed  and  d i ff icu l t  to  wet.  

The  specim en  i s  m ounted  i n  the  appropriate  ho lder,  to  g i ve  the  des i red  d ipping  ang le,  and  the  
term ination  to  be  tested  i s  cen tred  above  the  so lder  g l obu le.  Recom m ended  d ipping  ang les  
and  im m ersion  depths  for  a  typi cal  range  of  com ponen ts  are  g i ven  i n  Table  7  and  F igure  4 .  

Pri or to  testi ng ,  a  con ti nuous  layer of  the  appropriate  f lux  i s  appl ied  to  the  portion  of  the  
com ponent  term ination  to  be  tested,  us i ng  a  cocktai l  s t i ck,  cotton  bud  or  s im i lar  appl icator,  
and  excess  f l ux  droplets  are  rem oved  by touch ing  against  absorbent  paper.  I t  i s  very 
im portant  that  excess  f l ux  i s  not  al lowed  to  en ter the  specim en  ho lder  or  rem ain  on  the  
com ponent.  The  presence  of  excess  f l ux  wi l l  cause  explos ive  boi l i ng  as  the  f lux  so lvent  
m akes  con tact  wi th  the  m ol ten  solder.  

Imm ediatel y before  the  test ,  the  so lder from  the  previous  test  shou ld  be  rem oved ,  by wipi ng  
the  g lobu le  block wi th  a  cotton  bud ,  and  replaced  by a new pel let  of  the  appropriate  m ass.  
Su ffi ci en t  acti vated  ros i n  f lux  (0, 5  % hal i de ,  as  speci f i ed  i n  7. 2)  shal l  be  appl i ed  to  the  so lder  
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g lobu le.  Th is  m ain tains  a  cl ean  surface  for the  du rati on  of  the  test ,  and  ensures  that  the  i ron  
pin  i s  fu l l y wetted  and  the  so lder  form ed  i n to  a  regu lar hem ispherical  shape.  I f  requ i red  the  
apparatus  suspension  and  record ing  device  are  ad justed  to  the  zero  pos i t i on .  

Hang  the  specim en  on  the  apparatus  so  that  the  lower edge  of  the  com ponent  i s  
1 0  mm  ±  2  mm  above  the  so lder  g l obu le  and  al l ow the  specim en  to  preheat/dry.  

The  specim en  and  so lder are  then  brought  i n to  con tact  at  a  speed  between  0 , 1  m m /s  and  
5  m m /s.  The  imm ersion  depth  of  the  surface  to  be  tested  i n to  the  so lder  shal l  be  as  speci f ied  
i n  Table  7,  wh ich  g i ves  imm ersion  depths  for a  typical  range  of  com ponen ts ,  and  F igure  4.  

Table  7  – Recommended  solder g lobule wetting  balance  test  cond i tions  

Component  examples  
Dipping  
ang le  b  

Figure 4  Immersion  
depth  

Pin  si ze  G lobu le  
mass  

Remarks  

Type  Si ze code    mm  mm  m g   

Capaci tors  0603M  (0201 )  a  c  Hori zon tal  2A 0 , 02  or  0 , 01  2  or 1  25  o r  5  Refer to  
Annex C  

1 005M  (0402)  a  Hori zontal  
or  vert i cal  

2A,  2B  0 , 1 0  2  25   

1 608M  (0603)  a  

201 2M  (0805)  a  Hori zontal  2A 3 , 2  or 4  1 00  or  200   

321 6M  (1 206)  a  4  200   

Res i s tors  0603M  (0201 )  a  c  Hori zon tal  2A 0 , 02  or  0 , 01  2  or 1  25  o r  5  Refer to  
Annex C  

1 005M  (0402)  a  Hori zontal  2A 0 , 05  2  25   

Vert i cal  2B  0 , 1 0  

1 608M  (0603)  a  Hori zontal  
or  vert i cal  

 

201 2M  (0805)  a  2A,  2H d  3, 2  or  4  1 00  or 200  

321 6M  (1 206)  a  4  200  

Tan tal um  
capaci tors ,  
LEDs  

A e ,  B ,  C  , D  Verti cal  2H  d  0, 1 0  4  200   

Leaded  

SMD  f  

SOT 23,  25,  26,  
323,  343,  353,  
363  

20°  to  45°  2D  0 , 1 0  2  25   

SOT 89  2F  0 , 20  4  200  1  ou ter p i n  
on l y  

SOT 223,  523  0 , 25  

Gu l l  wi ng  d i ode   

Any SOI C  
VSO 
QFP,  SOP  

2D  0, 20  Rem ove  
su ffi c i en t  
l eads  to  
avo id  
bri dg i ng  
between  
tested  l eads  

PLCC,  SOJ  Hori zontal  2E  0 , 1 0  

QFN  N /A Hori zontal  2H  d  0, 1 0  2  25  Cau ti on  
from  
bri dg i ng  

Cyl i nd ri cal  
SMD  

N /A Hori zon tal  
or vert i cal  

2A,  2B  0 , 25  4  200   

SOD  80  N /A Verti cal  2B  0 , 20  4  200   

Any 
BGA, CSP  

or LGA g  

N /A Hori zontal  2G  0 , 1 0  2  25  On ly 
peri pheral  
bal l s  can  be  
tested  
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Component  examples  
Dipping  
ang le  b  

Figure 4  Immersion  
depth  

Pin  si ze  G lobu le  
mass  

Remarks  

Type  Si ze code    mm  mm  m g   

BGA bal l  p i tch  <1  mm  Hori zon tal  2G  0 , 05  1  5  On ly  
peri pheral  
bal l s  can  be  
tested  

Not  recomm ended  for  s i zes  bel ow 0603M  (0201 ) .  

Bath  m ethod  i s  preferred  for capaci tors  321 6M  (1 206)  s i ze.  

The  recom m ended  dwel l  t im e  i s  5  s ,  except  for  SOT 89  and  SOT 223  com ponents  where  1 0  s  i s  recomm ended.  

For d i ag ram  2B  i n  Fi gu re  4,  a  ri gh tward  offset  may be  used.  The  ri gh tward  offset  d i s tance  from  the  crest  of  the  
solder g l obu l e  shal l  be  0  %  to  1 5  % of  the  pi n  d i am eter and  shal l  avo id  l eftward  offset.  

a  S i ze  code  i n  paren theses,  d im ensions  are  expressed  i n  I m perial .  

b  Ori en tat i on  of  the  specim en  term inal s  or  l eads  towards  the  so l der su rface.  

c  Detai l s  of  the  test  cond i t i ons  for  0603M  (0201 )  capaci tors/res i stors  are  speci f i ed  i n  Annex C.  

d  D i ag ram  2H  i n  Fi gu re  4  i s  appl i cable  to  the  com ponen ts  wh i ch  do  not  have  an  e l ectrode  toward  the  so lder 
su rface  when  2B  i s  appl i ed .  

e  Th i s  test  m ay on l y  be  appl i cabl e  wi th  certai n  test  equ i pm ent.  

f  These  l eads  m ay be  cu t  and  tested  i nd i vi dual l y,  bu t  care  shou ld  be  taken  not  to  deform  the  part  o f  the  l ead  to  
be  tested .  Th i s  operati on  shou l d  be  perform ed  after ag eing ,  i f  any ag eing  procedure  i s  appl i ed .  

g  Th i s  test  i s  recomm ended  on l y  for  those  bal l s  and  bum ps  that  wi l l  not  m el t  at  the  respecti ve  tem peratu re  and  
that  are  not  des i g ned  to  m el t  du ri ng  refl ow operati on .  

 

 

Figure 4  – Immersion  condi t ions for solder g lobu le method  

The  so lder  and  specim en  are  held  i n  th is  pos i t i on  for not  l ess  than  5  s  and  then  separated .  

The  wi thdrawal  rate  i s  not  speci fi ed  as  the  force  curve  i s  not  anal ysed  once  the  specim en  
starts  to  separate  from  the  so lder.  

The  t im e  sequence  of  the  test  i s  shown  i n  Table  8.  To  m ain tain  repeatabi l i ty,  the  test  
sequence  t im e  shou ld  be  as  short  as  possible.  
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Table  8  – Time sequence of  the test  (solder g lobule)  

Procedure  Time  
s  

Duration  
s  

1 )  Ensu re  that  the  g l obu le  pi n  su rface  i s  c l ean  and  l ocate  new so lder pel l et  0  1 0  

2)  Hang  the  specim en  on  the  apparatus  ~ 1 5  5  

3)  Apply flux to solder globule ~30  – 

4)  Preheat ~40  30  ±1 5  

5)  Start  ~85  3  to  25  

6)  Solder imm ers ion  1 1 0  m ax.  5  

 

The vertical  force acting  on  the specimen is recorded during  the period of contact between the 
specim en  and  so lder.  The  force  during  wi thdrawal  need  not  be  recorded  as  the  wi thdrawal  
part  of  the  cu rve  i s  not  anal ysed.  

The  f lux  res idues  are  washed  from  the  specim en ,  once  the  specim en  has  cooled ,  us ing  a  
neu tral  organ ic  so lvent.  The  specim en  i s  vi sual l y exam ined  us ing  a m agn i fi cati on  of  1 0× .  
Special  atten tion  shou ld  be  paid  to  de-wett ing ,  as  de-wetti ng  does  not  often  occur  un ti l  the  
specim en  i s  wi thdrawn  from  the  so lder.  

Note  that  de-wetting  may be  obscured  by the  presence  of  so lder  i ci cles  frozen  on to  the  
term ination  as  i t  i s  wi thdrawn  from  the  so lder.  

8.2.4  Procedure  for testing  prin ted  board  specimens 

8.2.4.1  Test  specimen  

The test  specim en  shal l  ei ther be  a fu l l  board,  a  section  of  a  board ,  or  a  suggested  test  
specim en  as  i l l us trated  in  F igure  5.  

 

Figure 5  – Suggested  wetting  balance test  specimens and  soldering  immersion  

8.2.4.2  Procedure  

The test  specim ens  are  to  be  d ipped  i n  the  f l ux  to  the  fu l l  depth  to  be  soldered  for  5  s  to  1 0  s .  
The  f l ux  shal l  be  m ain tained  at  the  prescribed  com posi t i on  def ined  i n  7. 2. 3.  After wi thdrawal  
from  the  f lux,  the  test  specim en  shal l  be  al l owed  to  drain  vertical l y for a  m axim um  of  60  s .  
Excess  f l ux  shal l  be  rem oved  by blott i ng  the  surface  to  be  tested  wi th  a  p iece  of  absorbent ,  
clean  m aterial .  The  so lderabi l i ty test  shal l  then  be  perform ed  i n  not  l ess  than  1  m in ,  and  not  
m ore  than  5  m in ,  after b l ott ing .  
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Hang  the  specim en  on  to  the  apparatus  so  that  i ts  l ower edge  i s  1 0  mm  ±  1  m m  above  the  
so lder bath  to  preheat  i t  for  20  s  ±  1  s  as  shown  i n  F igure  6.  The  test  shal l  be  started  after 
cl eari ng  the  surface  oxide  from  the  m ol ten  so lder  and  wai t i ng  for  a  period  of  5  s  ±  5  s  for  the  
bath  su rface  to  sett le  down .  

The  f lux  covered  surface  shal l  be  im m ersed  on ly once  i n  the  m ol ten  so lder  to  a  depth  of  
0, 20  m m  ±  0 , 1  mm .  The  ang le  of  im m ersion  shal l  be  20°  to  40° .  An  ang le  of  90°  m ay be  used  
on l y upon  agreem ent  between  user and  suppl i er  on  im m ersion  ang le  se lecti on .  The  im m ersion  

speed  shal l  be  1  m m /s  to  5  mm /s  and  the  dwel l  t im e  shal l  be  5, 0
0,5

0

−
 s .  Al l  test  specim ens  

shal l  have  the  f lux  rem oved  usi ng  a su i table  c lean ing  agent.  

 

Figure 6  – Printed  board  immersion  

The t im e  sequence  of  the  test  i s  shown  i n  Table  6.  To  m ain tain  repeatabi l i ty,  the  test  
sequence  t im e  shou ld  be  as  short  as  possible.  

9 Presentation  of  resul ts  

9.1  Form  of  force  versus t ime  trace  

The trace  m ay be  recorded  i n  two  form s,  the  on l y d i fference  being  the  po lari ty of  the  force  
read ings .  I n  th is  docum ent,  forces  act i ng  upwards  on  the  specim en  (non -wett i ng )  are  shown  
as  negati ve  and  forces  acti ng  downwards  on  the  specim en  (wett i ng )  are  shown  as  pos i t i ve.  

A typical  wetti ng  balance  trace  i s  shown  i n  Fi gu re  7.  

IEC  

Test  specim en  

a =  20°  to  40°  

W 

D  =  0 , 2  ±  0 , 1  m m  (0, 007  9  ±  0 , 003  9  i n )  
I mm ers ion  depth  
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Figure 7  – Typical  wetting  balance trace  

Tim e t0  i s  the  t im e  at  wh ich  the  so lder surface  and  the  specim en  f i rs t  m ake  con tact,  as  
i nd icated  by a sm al l  downward  m ovem en t of  the  trace  from  the  zero  l i ne.  

At  po i n t  A the  so lder  men iscus  s tarts  to  r i se  up  the  specim en  term ination .  Th is  i s  norm al l y 
characteri zed  by a s i gn i f i can t  i ncrease  i n  the  wett i ng  force.  

At  poin t  B  the  con tact  ang le  i s  90° .  The  m easured  force  i s  that  due  to  the  buoyancy of  the  
com ponent.  

At  po in t  C  the  wetting  force  reaches  2/3  of  the  m axim um  value  of  the  resu l tan t  wetti ng  force  
and  the  wetti ng  force  shal l  exceed  a  speci fi ed  value  wi th in  a  speci f i ed  t im e.  

At  po in t  D  the  m axim um  value  of  the  resu l tant  wett ing  force  i s  reached  during  the  speci fi ed  
imm ersion  peri od .  

Poin t  E  i s  the  force  read ing  at  the  end  of  the  speci f ied  test  period .  

I n terpretati on  of  the  trace  after E ,  during  the  wi thdrawal  of  the  specim en ,  i s  not  cons idered .  

The  wett ing  force  in  F igu re  7  m ay be  m easured  from  the  zero  l i ne,  the  buoyancy l i ne,  or  the  
m in im um  forces  at  po i n t  A ( the  force  excurs ion) .  

NOTE  Certai n  com ponents  m ay wet  so  eas i l y  that  there  m ay be  no  downward  m ovem en t  of  the  trace  f rom  the  
zero  l i ne.  Th i s  represents  good  so lderabi l i ty.  

A pictorial  understand ing  of  the  wett ing  cu rve  s teps  1  th rough  5  m ay be  seen  i n  B .7. 3 . 5.  

9.2  Test  requ i rements  

The requ i rem ents  for  the  so lderabi l i ty of  the  componen ts  shal l  be  expressed  i n  term s  of  one  
or m ore  of  the  fo l lowing  param eters:  

a)  For the  onset  of  wett ing  

A m axim um  value  for  the  t im e  in terval  (t0  to  B) .  

b)  For the  progress  of  wett i ng  
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A m axim um  value  of  the  t im e  i n terval  (t0  to  C) .  

c)  For the  stabi l i ty of  wetti ng  

A m in im um  value  for the  rat io:
D at force
E at force

 

NOTE  Exam ples  of  the  cri teri a are  descri bed  i n  B . 7. 4  and  Annex D.

 

1 0  Information  to  be g iven  in  the relevant  speci fication  

The fo l l owing  i tem s  shal l  be  speci fi ed  i n  the  re levant  speci fi cati on  i f  appl icable.  

  Subclause  

a)  Whether the  specim en  i s  to  be  c l eaned  pri or  to  testi ng  6. 1  

b)  Whether accelerated  ag eing  i s  to  be  carri ed  ou t  and ,  i f  so ,  by wh i ch  m ethod  6. 2  

c)  Type  of  f l u x to  be  used  7. 2  

d )  Com posi t i on  of  the  so lder  7. 1  

e)  G lobu le  s i ze  to  be  used  8. 2. 2  

f )  Test  tem peratu re,  i f  o ther than  speci f i ed  8. 1  

g )  Port i on  of  the  specim en  to  be  tested ,  i f  other com ponent  than  i nd i cated  i n  Tabl e  5  and  Fi g ure  
3  or Tabl e  7  and  Fi g u re  4  

8. 2. 2,  8 . 2 . 3  

h )  D ipping  pos i t i on  and  ang le  i f  other com ponent  than  i n d i cated  i n  Tabl e  5  and  Fi gu re  3  o r Tabl e  
7  and  F i gu re  4  

8. 2. 2,  8 . 2 . 3  

i )  I mm ers ion  depth ,  
i f  o ther com ponent  than  i nd i cated  i n  Tabl e  5  and  Fi g ure  3  or  Table  7  and  Fi g u re  4  

8 . 2 . 2 ,  8 . 2 . 3  

j )  Durati on  of  the  test,  i f  o ther than  5  s  8 . 2. 2,  8 . 2 . 3  

k)  Acceptance  valu e  for the  onset  and  prog ress  of  wett i ng  9 . 2  

l )  Areas  to  be  exam ined  for wett i ng  and  dewetti ng  9 . 2  
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Annex A 
(normative)  

 
Equipment speci fication  

A.1  Characteristics  of  the  apparatus  

For the  purpose  of  th is  docum ent  the  com plete  apparatus,  i nclud ing  the  com puter  system  or  
the  chart  recorder,  i s  to  be  considered  as  a  s ing le  p i ece  of  equ ipm ent  having  the  fo l l owing  
characteris tics.  

a)  The  response  t im e  of  the  record ing  device  shal l  be  such  that  return  to  cen tre  zero  on  
rem oval  of  the  m axim um  load  shal l  be  accom pl ished  wi th i n  0 , 3  s ,  wi th  an  overshoot  not  
exceed ing  1  %  of  the  correspond ing  m axim um  read ing .  

b)  The  i nstrum ent  m ay have  a num ber of  sens i t i vi ty sett ings.  On  the  m ost  sensi t i ve  sett i ng ,  i t  
shal l  be  capable  of  resolving  a  force  of  l ess  than  0, 02  m N  

– 0, 02  m N  for  SMD and  pri n ted  board,  or  

– 0 , 04  m N  for  l eaded  non-SMD  com ponents .  

c)  The  deflect ion  of  the  record ing  device  shal l  be  d i rectl y proport ional  to  the  force  appl ied  
over  the  ent i re  range  to  an  accuracy better than  ±5  % of  the  fu l l -scale  def lection .  

d )  E lectrical  and  m echan ical  no ise  on  the  force  trace  shal l  not  exceed  

– 1 0  %  of  the  s ignal  l evel ,  on  the  m ost  sens i t i ve  range  for  SMD and  pri n ted  board ,  or  

– the  equ ivalen t  0 , 04  m N  for  l eaded  non-SMD  com ponents .  

e)  The  s t i ffness  of  the  spri ng  system  of  a  m echan ical  balance  shal l  be  such  that  a  l oad  of  
1 0  m N  causes  a  vertical  d i splacem ent  of  the  specim en  suspension  wh ich  does  not  exceed  
0, 1  m m .  

f)  I f  a  chart  recorder  i s  used,  the  chart  speed  shal l  be  not  l ess  than  1 0  m m /s.  

g )  The  speed  of  imm ersion  and  wi thdrawal  shal l  be  between  

– 0 , 1  m m /s  and  5  mm /s  for  SMD,  

– 5  m m /s  to  20  m m /s  for l eaded  non-SMD com ponents ,  or  

– 1  m m /s  and  5  m m /s  for pri n ted  board.  

h )  The  imm ersion  depth  shal l  be  ad j ustable  to  an  accuracy of  

– ±0, 01  m m  for SMD,  

– ±0, 2  m m  for l eaded  non-SMD  com ponents ,  or  

– ±0, 1  m m  for prin ted  board.  

i )  The  so lder tem perature  shal l  be  m ain tained  at  the  speci f ied  tem perature  i n  8. 1 ,  bu t  shou ld  
be  ad j ustable  between  200  °C  and  260  °C.  

j )  The  t im e  at  m axim um  im m ersion  shal l  be  ad j ustable  from  0  s  to  1 0  s .  

A.2  Solder bath  

The bath  shal l  be  of  su ffi cien t  therm al  m ass  to  enable  the  test  tem peratu re  to  be  m ain tained  
to  the  requ i red  precis ion .  No  part  of  the  specim en  shal l  be  l ess  than  1 5  m m  from  the  wal l ,  so  
that  the  wetting  forces  are  not  affected  by the  curvature  of  the  solder  surface  at  the  edges  of  
the  bath .  The  depth  of  the  bath  shal l  not  be  less  than  1 5  m m .  
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A.3  G lobule support  blocks  

A.3.1  The  body shal l  be  m ade from  a non-heat- treatable  al um in i um  bar  having  a  m in im um  
yie ld  stress  of  1 70  N /m m 2  and  the  fo l lowing  chem ical  com posi t i on :  

Magnes ium  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 , 7  % to  2, 8  %  

Copper  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 , 1  % m axim um  

Si l icon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 , 6  % m axim um  

I ron  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 , 5  % m axim um  

Manganese  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 , 5  % m axim um  

Chrom ium  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 , 25  % m axim um  

Zinc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 , 2  % m axim um  

Ti tan ium  or  other g rai n  refin i ng  e lem ents  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 , 1 5  %  m axim um  

Alum in ium  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  the  rem ainder  

See  I SO  6362.  

A.3.2  The  1  m m ,  2  mm ,  3 , 2  mm  and  4  mm  d iameter i ron  pi ns  shal l  be  m ade of  pure  i ron ,  or  
l ow carbon  stee l  having  the  fo l lowing  com posi t ion :  

Carbon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 , 05  % m axim um  

Oxygen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 , 02  % m axim um  

N i trogen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 , 02  % m axim um  

Other  im puri t i es  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  ×  1 0–6  

I ron  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  the  rem ainder  

See  I SO  683.  

A.3.3  The  m i ld  steel  p in  shal l  be  heat  shrunk i n to  a  ream ed  ho le  i n  the  al um in ium  body.  

A.3.4  The  al um in ium  body shal l  be  heated  by an  e lectrical  heater and  the  tem perature  
con trol l ed  by any m eans  wh ich  wi l l  ensure  a tem perature  wi th in  ±3  °C  of  the  speci f ied  
tem perature  i n  8 . 1 .  

A.3.5  The  tem perature  shal l  be  m easured  by i nsert i ng  a  su i table  probe,  such  as  a  
therm ocouple,  therm istor  or  p lat i num  res istance  wi re,  i n to  a  ho le  bored  i n to  the  i ron  pi n .  

A.3.6  The  top  surface  o f  the  i ron  pin  shal l  be  t i nned .  After  com pleti on  of  the  test ,  the  g l obu le  
support  b l ock shal l  be  al l owed  to  cool  wi th  a  so lder g lobu le  i n  pos i t i on ,  to  preven t  oxi dati on  of  
the  i ron  pin  and  subsequen t  dewett ing .  

A.3.7  The  re lati ve  pos i t i ons  of  the  specim en  and  the  so lder g lobu le  shal l  be  ad justable  i n  
both  hori zon tal  axes.  

A.3.8  When  test ing  m icro-com ponents  such  as  0603M(0201 )  and  em ploying  the  cond i t i ons  
of  Annex  C,  the  g lobu le  support  block shal l  have  a  d im pled  top  su rface  as  shown  in   
Fi gu re  C. 1 .  
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Annex B  
( in formative)  

 
Use of the wetting  balance for SMD solderabi l i ty testing  

B.1  Defin i tion  of  the measure of  solderabi l i ty 

The wett i ng  balance  m ethod  perm i ts  the  m easurem ent  of  the  vert ical  force  acti ng  on  a 
specim en  as  a function  o f  t im e,  when  the  specim en  i s  im m ersed  in  a  bath  of  m ol ten  so lder  or  
a  m ol ten  so lder g l obu le.  The  so lderabi l i ty of  the  specim en  i s  deduced  from  these  observati ons  
as  the  t im e  to  reach  a  g i ven  degree  of  wett ing  or  as  the  degree  of  wett ing  reached  wi th i n  a 
g i ven  t im e.  

I n  general  the  constructi on  of  surface  m oun ted  devices  does  not  al low the  fu l l  m en iscus  r ise  
to  develop,  where  the  con tact  ang le  reduces  to  zero,  and  so  the  observed  wetti ng  force  
cannot  be  com pared  to  the  theoretical  wett ing  force.  

A speci fi cati on  for  so lderabi l i ty m ay requ i re  that  several  poi n ts  on  the  force- t im e  curve  
conform  to  part icu lar values.  Annex B  suggests  poin ts  and  values  that  m ay be  used.  

The  test  equ ipm ent  shal l  conform  to  certai n  requ i rem en ts  i f  reproducible  and  quanti tati ve  
resu l ts  are  to  be  obtained.  The  requ i rem ents  and  m ethods  of  veri fyi ng  that  they are  com pl i ed  
wi th  are  also  i ncl uded  i n  Annex B.  

The  choice  of  m ethod  wi l l  depend  upon  the  type  of  com ponent  to  be  tested  and  the  l evel  of  
i n form ation  requ i red  from  the  test.  The  re levant  com ponent  speci fi cati on  wi l l  i nd icate  wh ich  
m ethod  i s  preferred .  

Important  in formation:  

To  ensure  consis ten t  resu l ts  between  the  user  and  vendor,  on l y the  f l ux,  al loy,  and  test  
tem peratures  s t i pu lated  shou ld  be  used.  

I n  case  d i fferent  f luxes ,  so lder al loys  and  tem peratures  are  used,  the  cri teria for evaluati on  of  
the  test  resu l ts  shal l  be  set  appropriate l y and  ag reed  upon .  

B.2  Gauge R&R – Test  protocol  for wetting  balance gauge repeatabi l i ty and  
reproducibi l i ty using  copper foi l  coupons 

B.2.1  Test  coupon  

Al l  coupons  for  these  tests  shal l  be  prepared  i nd i vi dual l y j ust  prior  to  testi ng .  Do  not  cl ean  the  
sam ples  i n  batches .  

A copper  fo i l  of  35  µm  nom inal  th ickness  (“1  oz”  copper)  shal l  be  used  for the  test.  

The  copper fo i l  shal l  have  no  surface  treatm ent and  i s  expected  to  have  an  oxid i zed  
appearance  upon  receipt  from  the  suppl i er.  Do  not  use  the  copper fo i l  i f  i t  i s  bri gh t  and  sh i n y.  
Th is  i s  i nd icati ve  of  su rface  an ti - tarn ish  treatm ents  being  used.  Surface  treatm ents/ 
preservati ves  can  i n terfere  wi th  the  abi l i ty to  m ake a cons is ten t  ‘ ‘known  good  coupon ’ ’  
necessary for th is  test.  

The  copper fo i l  coupons  shal l  be  d i e  cu t  to  ensu re  repeatabi l i ty of  the  sam ples  being  tested  
and  shal l  be  of  the  fo l lowing  width  d im ens ions :  
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a  2  m m   b  5  mm   c  1 0  mm .  

Create  a f i le  for  each  fo i l  wi dth  and  for  each  ind i vi dual  person  i nvolved  that  i s  perform ing  the  
GR&R.  

B.2.2  Test  parameters  

The solder tem perature  shal l  be  as  recom m ended  for the  al l oy and  the  speci f ication  being  
used ,  i . e . ,  for  SnPb so lder al l oy i t  shal l  be  245  °C.  For l ead-free  so lder al loy i t  shal l  be  255  °C,  
regard less  of  the  speci fi cati on .  

•  Imm ersion  depth  shal l  be  0 , 4  mm .  

•  Imm ersion  speed  shal l  be  2  m m /s.  

•  Dwel l  t im e  i n  the  so lder shal l  be  1 0  s .  

•  Imm ersion  ang le  shal l  be  90°  i nci den t  to  the  so lder.  

No  preheat shal l  be  used .  

B.2.3  Known  good  coupon  

Sam ple  preparation  for  the  ‘ ‘known  good  coupon ’ ’  shal l  be  as  fo l l ows:  

a)  use  tweezers  to  im m erse  a fo i l  sam ple  i n to  a  beaker  of  acetone  and  gen tl y ag i tate  for  
20  s ;  

b)  rem ove  the  sam ple  and  blot  both  s i des  dry wi th  l i n t  free  t i ssue  or  other  su i table  l ab ti ssue;  

c)  again  us ing  tweezers ,  im m erse  the  above  sam ple  i n to  a  20  %  v/v N i tr ic  aci d  so lu t ion  and  
gen tl y ag i tate  for  20  s ;  

d)  imm erse  the  sam ple  immed iatel y i n to  D I  water and  gently ag itate for 20 s;  

e)  b lot  the  sam ple  dry as  i n  s tep  b)  above;  

f)  d ip  the  sam ple  in to  the  ‘ ‘ s tandard  acti vated  f l ux’ ’  norm al l y used  for  so lderabi l i ty test ing  for  
5  s ;  

g )  ho ld ing  the  sam ples  vert i cal l y,  b l ot  to  rem ove  excess  f lux;  

h )  p lace  the  sam ple  i n to  the  too l  ho lder;  

i )  run  the  test.  

Repeat ten  t im es  for each  fo i l  wi dth  and  each  test  person .  I t  i s  recom m ended  that  th ree  
people  shou ld  be  used  for the  GR&R study.  

For  ease  of  data m an ipu lat ion  i t  i s  recomm ended  to  convert  the  wetti ng  forces  obtained  in to  
mN/mm  of  wettable  leng th .  For the  1 0  m m  coupon  for exam ple,  the  wettable  l eng th  i s  2  t im es  
1 0  mm  plus  2  t im es  0 , 035  m m  for  a  total  l eng th  of  20, 07 m m .  

For the  ‘ ‘ standard  act i vated ’ ’  f l ux  of  nom inal  0 , 2  % acti vation ,  the  wett i ng  force  used  for the  
calcu lati ons  shal l  be  0 , 31  m N/m m  for SnPb  solder al l oy and  0, 36  m N/mm  for lead  free  solder 
al l oy.  I f  a  m ore  act i ve  f l ux  i s  being  used ,  a  l arge  sam ple  shal l  be  run  to  obtain  the  m ean  value  
and  th is  used  for the  calcu lat ions.  

Calcu late  the  s tandard  deviation  for each  of  the  fo i l  wi dths  and  the  people  runn i ng  the  test.  

Mu l t ipl y the  standard  deviati on  value  by 6  ( th is  represents  the  ±3  standard  deviat ions  of  a  
norm al  d istribu t ion ) .  

D i vi de  th is  num ber by the  wetti ng  force  and  m u l t i pl y by 1 00  to  obtain  a  percen tage  value.  

Tabu late  the  th ree  values  per person .  
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For an  acceptable  GR&R,  the  values  obtained  shou ld  be  be low 1 0  %.  

There  shou ld  be  excel lent  R&R resu l ts  wi th  the  1 0  m m  coupon  the  f i rst  t im e  th is  protoco l  i s  
perform ed  wi th  an  i ncreasing  spread  from  test  person  to  test  person  when  us i ng  the  sm al ler  
coupons.  The  test  m ay have  to  be  repeated  or  the  i nd i viduals  al lowed  som e ‘ ‘ practice  t im e’ ’  
prior  to  runn ing  the  fu l l  GR&R.  

I n  add i t i on  to  testi ng  the  i nd i vi dual ,  th is  protocol  also  tests  the  m ach ine  and  wi l l  show l i neari ty 
and  any b ias  i f  i t  ex ists .  Because  the  wetting  forces  have  been  set  to  m N/mm ,  the  read ings  for  
each  coupon  wid th  shou ld  be  the  sam e.  I f  they are  clearl y d i fferen t  bu t  the  s tandard  
deviati ons  produced  by the  ind i vi dual  test  people  are  be low 1 0  %,  then  there  i s  a  problem  wi th  
the  wetti ng  balance  and  the  m anufacturer shou ld  be  con tacted .  

B.3  Solder g lobule mass and  pin  size  

The so lder g l obu le  wetti ng  balance  m ethod  i s  s tandard ized  us ing  four  s i zes,  4  mm ,  3 , 2  m m ,  
2  m m  and  1  m m  d iam eter,  for  the  i ron  i nsert  i n  the  al um in i um  block,  and  f i ve  correspond ing  
so lder pel let  s i zes,  200  m g ,  1 00  m g ,  25  m g ,  5  m g  and  2 , 5  m g .  

I n  general  the  sm al ler  so lder  pel let  s i zes  g i ve  im proved  d iscrim ination  wi th  the  sm al ler  SMDs  
and  faci l i tate  testi ng  of  i nd i vi dual  l eads  on  f i ne  p i tch  devices  such  as  QFPs  (quad  f l at  packs)  
and  BGAs  (bal l  g ri d  arrays) .  The  200  m g  g lobu le  i s  requ i red  for  al l  l arger SMD  and  m u l t i -
l eaded  SMD,  where  the  25  m g  solder g lobu le  has  i nsu ffi ci ent  volum e to  com pletel y so lder the  
term inations.  The  1 00  m g  g lobu le  provides  l arger  wetti ng  force  than  the  200  m g  g lobu le  and  
l arger therm al  i nerti a than  the  25  m g  g lobu le.  W i th  the  advent  of  even  sm al l er SMD,  such  as  
0603M(0201 ) ,  a  sm al l er  p in  s i ze,  1  mm  d iam eter,  and  g l obu le  s i ze  5  m g  or  2 , 5  m g ,  m ay be  
requ i red  to  m atch  these  f i ner  SMD  s i zes.  

A l i s t  of  recom m ended  pi n  s i zes  and  g l obu le  m ass  i s  g i ven  i n  Table  7  and  Annex  C.  

The  solder g lobu le  used  wi th  the  so lder g lobu le  wetting  balance  m ethod  i s  a  l im i ted  source  of  
heat  and  so  wi l l  be  able  to  d iscrim inate  between  d i fferen t  therm al  requ i rem ents  on  a 
com ponent.  An  extrem e exam ple  of  th is  i s  the  SOT 89  and  SOT 223  devices  where  the  cen tre  
lead  has  a m uch  h igher therm al  requ i rem en t than  the  two  ou ter  l eads.  

B.4  Specimen  orientation  and  immersion  depth  

B.4.1  General  

Surface  m oun ted  devices  general l y have  short  term inati ons  and  so  i t  i s  advisable  to  use  
shal l ow imm ersion  depths  to  l eave  the  l argest  area avai lable  above  the  so lder ,  to  develop  the  
l argest  poss ible  wetting  force.  The  buoyancy forces  under these  cond i t ions  wi l l  be  re lat i vel y 
sm al l .  

However,  th is  shou ld  be  balanced  against  the  therm al  needs  of  the  com ponen t.  The  use  of  
very shal l ow im m ersion  depths  m ay g ive  poor or  unpred ictable  heat  transfer i n to  the  
com ponent,  g i ving  variable  t im es  before  the  onset  of  wett i ng .  Too  h i gh  imm ersion  depths  wi l l  
g i ve  poor wett ing  force  read ings.  Table  5  and  F igure  3  g i ve  a l i s t  of  recom m ended  im m ersion  
depths  for  a  range  of  comm on  com ponen ts,  for  the  solder  bath  m ethod,  and  Table  7,  F igure  4  
and  Annex C  g i ve  the  recomm ended  im m ersion  depths  for  the  so lder  g lobu le  wett i ng  balance  
m ethod.  

As  a  general  g u ide,  where  a term inati on  can  be  presen ted  as  a  strai gh t  vertical  face,  th is  wi l l  
provide  the  best  resu l ts .  However,  i t  i s  also  necessary to  ensure  that  so lder  can  f low along  
the  face  that  wi l l  eventual l y be  so ldered  to  the  pri n ted  board.  The  so lder shal l  also  be  brought  
i n to  con tact  wi th  the  so lderable  coating ,  avoid ing  con tact  wi th  unsolderable  m aterial ,  i ncl ud ing  
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exposed  cu t  ends.  The  imm ersion  ang le  shal l  also  al low su ffi c ient  therm al  contact  to  provide  
adequate  heat  transfer  i n to  the  com ponent.  

These  requ i rem ents  wi l l  have  a  d i fferent  consequence  for  d ipping  orientati on  and  d ipping  
depth ,  for  d i fferent  com ponents .  

B.4.2  Resistors and  capaci tors  

Large  capaci tors  can  be  imm ersed  in to  the  so lder wi th  the  term inati ons  hori zon tal ,  bu t  
res istors  wi l l  general l y g i ve  better resu l ts  when  one  term inati on  i s  tested  vert ical l y,  or  at  an  
ang le  between  20°  and  45° .  Sm al l  s i ze  capaci tors ,  1 608M  (0603)  and  sm al ler,  m ay al so  g i ve  
better  resu l ts  when  d ipped  wi th  the  term inati ons  vertical ,  or  at  an  ang le  between  20°  and  45°.  
The  sm al l er pel l et  s i ze  i s  preferred  for  1 005M  (0402)  and  1 608M  (0603)  s i zes.  I t  i s  also  
recom m ended  that  these  com ponen ts  be  im m ersed  general l y to  one  s ide  of  the  g l obu le  as  
shown  i n  d iagram  2B of  Table  7  and  Fi gure  4.  

NOTE  Com ponents  nam es  i n  paren theses,  d im ens ions  are  expressed  i n  I m perial .  

B.4.3  Smal l - leaded  components  

SOT 89,  SOT 23  and  SOT 223  devices  m ay be  d ipped  at  45° ,  as  the  ends  of  the  term inati ons  
are  cu t  i n  the  m anufacturing  process  exposing  the  bare  m etal  wh ich  i s  general l y  
nonsolderable  by conven tional  test  f l uxes.  By us ing  a  d ipping  ang le  of  45°  the  m ol ten  so lder  
i s  brought  i n to  con tact  wi th  the  so lderable  part  of  the  term ination ,  al l owing  the  so lder to  
advance  over  the  term ination  before  the  contact  ang le  decreases  to  zero.  

These  com ponen ts  are  heated  to  such  an  extent  during  the  test  that  ad j acen t  l eads  are  
refl owed.  Thus ,  on l y one  l ead  m ay be  tested  on  a  device.  I n  general ,  g reater  sens i t i vi ty i s  
obtained  by us ing  the  sm al l er  so lder g lobu le  to  test  these  com ponents .  

B.4.4  Mu l ti - leaded  devices  

A com plete  row of  l eads  on  a  m u l t i - l eaded  device  can  be  tested  us ing  the  so lder  bath .  Greater  
d iscrim ination  m ay be  obtained  by rem oving  al ternate  l eads  or al ternate  pai rs  of  l eads  to  
reduce  the  effect  of  capi l lary acti on  between  the  l eads,  or  i nd i vi dual  l eads  m ay be  carefu l l y 
cu t  from  the  com ponen t.  

The  so lder  g lobu le  wetti ng  balance  m ethod  can  be  used  to  test  i nd i vi dual  l eads  on  a  
m u l t i l eaded  device,  bu t  m ay also  requ i re  l eads  to  be  rem oved  to  preven t  so lder  m aking  
con tact  wi th  two  leads  or wi th  the  so lder  residue  rem ain ing  on  the  previously tested  l ead.  

A com plete  row of  l eads  on  a  m u l t i - leaded  device  m ay be  tested  us ing  a s i ng le  so lder g lobu le ,  
bu t  com ponen ts  wi th  a  h i gh  therm al  m ass  m ay show variable  t im es  for  the  onset  of  wetti ng ,  
because  of  the  d i fferi ng  preheat  t im es  and  tem peratures.  

SOIC,  VSO and  QFP  devices  m ay requ i re  d i pping  at  an  ang le  of  45° ,  s i nce  these  devices  
have  cu t  ends  wh ich  are  non-wettable  by conven tional  test  f l uxes.  On l y by us ing  a shal l ow 
d ipping  ang le  can  the  so lderable  su rface  be  brought  i n to  contact  wi th  the  so lder.  Th is  problem  
is  com m on  to  a l arge  num ber of  devices.  

PLCC devices  shou ld  be  d i pped  wi th  the  body hori zon tal  and  requ i re  a l ternate  l eads  to  be  
rem oved,  to  avoid  the  so lder  spike  rem ain i ng  on  the  previous l y tested  l ead  m aking  con tact  
wi th  the  so lder  g l obu le.  

BGA devices  shou ld  be  d ipped  wi th  the  body hori zon tal .  W i th  th is  arrangem ent  i t  i s  poss ible  
to  test  the  ou ter row of  so lder bal l s .  Al ternate  so lder bal ls  shal l  be  tested  to  avoid  p ickup of  
so lder and  f l ux  res idue  from  ad jacen t  so lder  bal l s.  
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B.5  Test  flux 

For the  so lder  bath  test  speci f ied  i n  8. 2. 1 ,  f l ux  i s  on l y appl i ed  to  the  com ponen t  term ination  
and  e i ther of  the  f l uxes  i n  7. 2  m ay be  speci fi ed .  

For the  so lder  g l obu le  wetti ng  balance  m ethod,  f lux  i s  appl ied  to  both  the  com ponen t  
term ination  and  the  solder g l obu le.  E i ther  of  the  f luxes  speci fi ed  i n  7. 2  m ay be  used  on  the  
com ponent  term ination .  I t  has  been  found  that  the  pu re  ros in  f l ux,  speci fi ed  i n  7. 2 ,  i s  not  
capable  of  m ain tai n ing  a  c lean  so lder  surface  for  the  durati on  of  the  test.  Where  a  d i fferent  
f lux  i s  used  on  the  com ponent  term inati on ,  i t  has  been  found  that  a  l i ttl e  i n term ixing  occurs.  

I f  the  user  wishes  to  em ploy a test  f l ux  that  i s  m ore  represen tati ve  of  m odern  f l ux  form u lations  
(e. g .  no  cl ean  f l uxes) ,  then  the  fo l l owing  form u lati ons  shown  i n  Table  B. 1  and  Table  B. 2,  can  
be  cons idered  that  have  s im i lar  d i scrim inati ng  powers  to  the  rosi n  test  f l uxes.  

Table  B . 1  – Carboxyl ic  acid  based  flux  (water  solution)  

Consti tuen t  Composi tion  by mass  fraction  
% 

De- i on i sed  water  90, 1  

G l ycol  esther (CAS  N o.  34590-94-8)  5 , 0  

Ad ipi c  aci d  1 , 6  

Succin i c  aci d  1 , 6  

G lu tari c  aci d  1 , 6  

Al cohol  ethoxyl ate  su rfactan t  (CAS  No.  681 31 -39-5)  0 , 1  

 

Table  B .2  – Carboxyl ic  acid  based  flux (alcohol  solution)  

Consti tuen t  Composi tion  by mass  fraction  
%  

Propan -2-ol  94, 0  

Ad ipi c  aci d  1 , 5  

Succin i c  aci d  1 , 5  

G lu tari c  aci d  1 , 5  

Colophony  1 , 5  

 

B.6  Test  temperature  

B.6.1  Solder al loy contain ing  lead  

The test  tem peratu re  of  235  °C  ±  3  °C  i s  chosen  to  be  cons isten t  wi th  existi ng  I EC  s tandards.  

I f  a  fu rther enhancem en t  of  the  d iscrim inati on  i s  requ i red ,  then  21 5  °C  ±  3  °C  m ay be  used .  I f  
requ i red  by the  re levan t  speci f ication ,  other test  tem peratures  m ay be  speci f i ed .  

The  preferred  test  tem peratures  are  the  fo l l owing :  

235  °C  ±  3  °C  

21 5  °C  ±  3  °C  

245  °C  ±  3  °C  



IEC 60068-2-69:201 7  © I EC  201 7  – 31  –  

Certai n  coatings ,  for  exam ple  organ ic  bri gh tened  t i n  or  gol d ,  show a s i gn i f icant  change  i n  
thei r  rate  of  so lu tion  in  so lder  wi th  60  % t in  and  40  % l ead  between  235  °C  and  245  °C.  I n  
such  a  s i tuation ,  the  re levan t  speci f i cation  shou ld  state  whether a solder bath  tem peratu re  of  
245  °C  m ay be  used  for testi ng .  

B.6.2  Solder al loy wi thout  l ead  

The  test  tem perature  of  245  °C  ±  3  °C  was  determ ined  from  the  I PC  (Association  Connecting  
E lectron ics  I ndustries)  round  robin  test  program  that  substantiated  the  use  of  Sn96, 5Ag3Cu ,5.  
The  JNC  (J apanese  Nati onal  Comm i ttee  for  IEC  TC91 ) ,  however,  also  i ncludes  the  use  of  
Sn99, 3Cu , 7  for  wh ich  the  test  tem peratu re  shal l  be  250  °C  ±  3  °C.  

B.7 Characteristics  of  the  test  apparatus  

B.7.1  Record ing  device  

B.7. 1 . 1  Zero  setting  

During  the  test  cycle ,  the  force  act i ng  on  the  specim en  reverses  d i recti on  as  non-wetti ng  
changes  to  a  wetted  cond i t i on .  When  test i ng  su rface  m ounted  devices  the  buoyancy force  wi l l  
general l y be  neg l i g i ble,  as  the  im m ersion  depths  are  very sm al l .  The  wett i ng  force- tim e  trace  
wi l l  general l y show a  sm al l  non -wetting  force  and  a  re lati vel y l arger  wetti ng  force.  The  
record ing  device  shou ld  be  ad j usted  to  a  l evel  cons isten t  wi th  keeping  the  whole  cu rve  on  the  
chart  or  d isplay.  

B.7.1 .2  Response time (see Clause A.1  a))  

The response  t im e  of  the  record ing  device  shal l  be  sm al l  enough  to  ensu re  that  i t  reproduces  
accurate l y the  rapid  changes  i n  force  that  take  p lace,  part icu larl y at  the  comm encem ent  of  
wett i ng .  Al though  i n  theory th is  shou ld  be  i n f in i te l y sm al l ,  i n  practice  a  m axim um  response 
tim e  of  0 , 3  s  has  proved  satisfactory.  

Thus,  a  chart  recorder can  be  used  as  a  record ing  device,  al though  i t  i s  m ore  comm on  to  
d ig i ti ze  the  force-t im e  s i gnal  and  anal yse  i t  by com puter.  

The  fo l lowing  procedure  m ay be  used  to  test  the  response  t im e  of  the  record ing  device  and  
the  i nstrum ent zero  stabi l i ty i f  th is  i n form ation  i s  not  avai lable.  I t  requ i res  the  use  of  a  known  
m ass  (wh ich  shou ld  be  su ffi ci en t  to  g i ve  a  fu l l -scale  def lection  of  the  record ing  device  from  
the  m id-po in t  zero)  and  a  specim en  ho lder su i table  for  ho ld ing  the  m ass:  

•  wi th  the  specim en  holder  i n  p lace,  set  the  recorder to  zero;  

•  s tart  the  record ing  device  at  i ts  m axim um  speed;  

•  p lace  the  m ass  on  the  specim en  holder;  

•  after  3  s  rem ove  the  m ass,  l eaving  the  recorder  runn ing ;  

•  after  3  s  replace  the  m ass  on  the  specim en  ho lder;  

•  repeat  the  operation  at  least  f i ve  t im es,  before  stopping  the  recorder.  

The  force-t im e  trace  wi l l  g i ve  the  sens i t i vi ty and  response  t im e  of  the  apparatus ,  for  the  g i ven  
sett ings  and  the  zero  s tabi l i ty.  

B.7.1 .3  Sensi t ivi ty settings  (see Clause  A.1  b) )  

The provis ion  of  a  range  of  sens i t i vi t i es  al lows  specim ens  of  d i fferent  s i zes  to  be  tested .  I n  
general  l arge  ranges  wi l l  have  l ower  resolu ti ons  than  sm al l  ranges.  For su rface  m oun ted  
devices  i t  i s  des i rable  that  a  fu l l -scale  def lection  of  2  m N  or  l ess  i s  attai nable.  
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B.7. 1 .4  Chart  speed  (see Clause A.1  f) )  

I f  a  chart  recorder i s  used  to  record  the  force- tim e  trace  i t  i s  recomm ended  that  a  m in im um  
chart  speed  of  1 0  mm /s  be  used,  to  al l ow su ffi cient  d i scrim ination  of  the  im portan t  po i n ts  on  
the  force- t im e  curve.  

B.7.2  Balance system  

B.7.2. 1  Sti ffness of  the  spring  (see  Clause A.1  d ) )  

The balance  system  m easures  the  d isplacem ent  of  ( typical l y)  a  spring  assem bly i nduced  by 
the  appl ied  force  acti ng  on  the  specim en.  Such  a d isplacem en t produces  a  change  i n  the  
depth  to  wh ich  the  specim en  i s  im m ersed  i n  the  so lder  and ,  i n  consequence,  a  change  i n  the  
buoyancy force.  I t  i s  therefore  necessary that  the  spring  system  be  su ff ic i entl y s ti ff  so  that  i ts  
def lection  and  the  consequent  change  i n  buoyancy du ring  the  course  of  the  test  i s  neg l ig i ble  
by com parison  wi th  other  forces  being  m easured .  

When  testi ng  surface  m oun ted  devices  where  the  imm ersion  depth  i s  general l y very sm al l  th i s  
i s  not  a  serious  problem ,  bu t  i t  wi l l  becom e a m ore  cri t i cal  factor i f  the  balance  i s  used  to  test  
l arger  specim ens  wi th  l arger  buoyancy forces.  

B.7.2.2  Noise level  (see Clause A.1  e) )  

The level  of  e lectrical  and  m echan ical  no ise  i n  the  balance  and  am pl i f i er  system  shal l  not  
exceed  1 0  % of  the  s i gnal  l evel  on  the  m ost  sens i t i ve  range.  

B.7.3  Li fti ng  mechan ism  and  controls  

B.7.3. 1  Depth  of  immersion  (see Clause  A.1  h )  

The depth  to  wh ich  the  specim en  i s  im m ersed  i n  the  m ol ten  so lder (wh ich  shal l  be  speci f i ed)  
has  to  fu l f i l  the  fo l l owing  cond i t i ons:  

a)  i n  the  wetti ng  process  the  solder traverses  the  reg ion  of  i n terest.  On  formed  l eads  i t  wi l l  
be  necessary to  select  the  correct  imm ersion  ang le  to  ensure  th is  occurs ;  

b)  the  im m ersion  depth  shou ld  be  su ff ic ientl y sm al l  to  l eave  the  m ajori ty of  the  term inati on  
free  above  the  so lder surface;  

c)  the  imm ersion  depth  shou ld  be  su ffi cien t  to  provide  adequate  therm al  heat  transfer i n to  
the  term inati on ;  

d )  the  depth  of  im m ersion  shal l  be  repeatable  to  wi th in  0 , 01  m m  to  obtain  repeatable  resu l ts  
or  1 0  % i n  the  worst  case.  

NOTE  The  deeper the  imm ers ion  depth ,  the  m ore  the  buoyancy offsets  the  zero  force  l evel  from  the  cen tre  zero  
and  the  l ess  term inati on  there  i s  avai l abl e  for the  solder to  t raverse.  

The deeper  the  imm ersion  depth ,  the  g reater  the  i n terface  avai lable  for  heat  transfer from  the  
so lder to  the  specim en ,  hence  the  less  the  wett i ng  process  i s  de layed  by therm al  transfer  
effects.  

B.7.3.2  Speed  of  immersion  (see Clause A. 1  g )  

Solderabi l i ty tests  on  su rface  m oun ted  devices  use  very sm al l  imm ersion  depths  and  hence  
on l y requ i re  s low d ipping  speeds.  I n  m ost  cases  s low speeds  enable  g reater im m ersion  depth  
accuracy to  be  obtained .  An  im m ersion  speed  between  0 , 1  mm /s  and  5  mm /s  shou ld  ensure  
that  m ost  specim ens  are  fu l l y im m ersed  before  so lderi ng  comm ences.  

B.7.3.3  Duration  of  immersion  (see  Clause A. 1  j )  

For surface  m oun ted  devices  a dwel l  t im e  of  5  s  wi l l  usual l y be  su ffi ci en t  for  sm al l  specim ens.  
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A dwel l  t im e  of  1 0  s  m ay be  necessary for l arge  com ponents  and  specim ens  wi th  particu larl y 
h igh  therm al  capaci t i es .  

B.7.3.4  Solder g lobu le  x/y  posi t ion  

I n  order to  use  the  so lder  g l obu le  wetti ng  balance  m ethod,  the  so lder  g lobu le  i s  requ i red  to  be  
pos i t ioned  accurate l y beneath  the  com ponen t  term inati on .  Th is  i s  general l y ach ieved  by a  
m echan ical  table  capable  of  be ing  posi t ioned  i n  the  x  ( l eft  to  r i gh t)  and  y  (back and  forward)  
d i rections.  An  accuracy of  ±0, 05  m m  is  recommended ,  especial l y i f  success ive  com ponent  
l eads  are  to  be  tested  on  a m u l t i - leaded  device,  where  any pos i t i onal  error wi l l  be  
com pounded  as  the  g lobu le  advances  along  the  device.  

B.7.3.5  Understand ing  wetting  curves  

Figu re  B. 1  shows  steps  1  to  5  of  the  wetti ng  curves.  

 

a)  – Step  1  

 

b)  – Step  2  

IEC  

Tim e  (s )  T1  

T2  

F1  

F2  

Force   (m N)  

0  

Buoyancy  

Tim e  0  

IEC  

Tim e  (s )  T1  

T2  

F1  

F2  

Force   (m N)  

0  

Tim e 0  

Buoyancy  



 – 34  – IEC  60068-2-69:201 7  © I EC  201 7  

 

c)  – Step  3  

 

d)  – Step  4  
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e)  – Step  5  

Figure B. 1  – Understanding  wetting  curves  

The net  of  the  param eters  m easured  from  the  progress ion  of  the  f i ve  steps  encoun tered  
duri ng  the  wetting  balance  testing ,  as  h igh l i gh ted  above,  i s  shown  i n  F igure  B. 2 .  

 

Figure B.2  – Typical  wetting  curve  

B.7.3.6  Some representative  force-time curves  

I n  the  exam ples  shown  i n  F i gure  B. 3,  the  part  of  the  curve  representing  forces  act i ng  upward  
on  the  specim en ,  i . e .  non-wett ing  s tate,  i s  shown  as  negati ve,  the  curve  representi ng  forces  
acti ng  downward ,  i . e .  wetti ng ,  i s  shown  as  posi t i ve.  
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The  dotted  l i ne  represen ts  the  cond i t ion  at  the  s tart  of  the  test  cycle ,  having  cancel led  the  
weigh t  of  the  specim en.  The  fu l l  hori zon tal  l i ne  shows  the  buoyancy offset,  where  the  wett i ng  
force  i s  zero.  

The  buoyancy of  the  specim en  can  be  calcu lated  as  the  product  of  im m ersed  vo lum e and  the  
dens i ty of  the  m ol ten  so lder  wh ich  i t  d isplaces.  At  the  speci f i ed  test  tem perature  of  235  °C  the  
rounded-off  value  of  8  g /cm 3  shou ld  be  used  for  the  dens i ty of  m o l ten  so lder  wi th  60  % t i n  and  
40  % l ead .  For SnAgCu  and  SnCu  so lder al loys ,  the  densi ty of  the  m ol ten  so lder rounded-off  
value  of  7, 1  g /cm 3  shou ld  be  used .  

 

Key 

A  Non  wett i ng  B  S low wett i ng  

C  Poor wett i ng  D  Buoyan t  specim en  

E  Good  wett i ng  F  Very fast  wett i ng  

G  Fast  wett i ng  l im i ted  by therm al  dem and  H  Unstabl e  wett i ng  

I  Retarded  wett i ng    

Figure B.3  – Representative force-time curves  
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B.7.4  Parameters  to  be measured  from  the  force-time trace  

B.7.4. 1  Choice of  test  cri teria  

Since  one  of  the  advantages  of  th is  test  m ethod  i s  that  the  whole  of  the  wett ing  process  i s  
exam ined ,  i t  m ay be  appropriate  to  use  m ore  than  one  of  the  param eters  l i s ted  i n  8 . 2  of  th is  
docum en t when  decid i ng  the  test  requ i rem en ts  to  be  m et.  

B.7.4.2  Time for  the onset  of  wetting  

At  po in t  B  (see  Figure  7) ,  the  wetti ng  process  has  advanced  from  a  non -wetti ng  s tate  to  the  
po in t  where  the  so lder m en iscus  i s  about  to  s tart  to  r i se  up  the  term ination .  The  t im e  i n terval  
between  A and  t0  i s  thus  the  t im e  for the  onset  of  wett i ng ,  and  wi l l  be  i n f l uenced  by the  f lux  
and  the  therm al  characterist ics  of  the  specim en .  

B.7.4.3  Prog ress of  wetting  

The m easured  force  at  a  g i ven  t im e,  or  the  t im e  to  reach  a g i ven  force,  shou ld  m eet  the  
speci f ied  requ i rement.  I t  i s  recom m ended  that  a  m axim um  tim e  of  2  s  i s  used  or  that  the  force  
reaches  the  requ i red  value  wi th in  2  s .  

The  requ i red  force  m ay be  determ ined  by the  m ethod  prescribed  i n  B . 7. 5  or  the  values  m ay 
be  used  as  part  of  a  s tati stical  process  con trol  reg im e.  

B.7.4.4  Stabi l i ty of  wetting  

After the  m axim um  force  value  D  i s  attai ned ,  the  m en iscus  m ay rem ain  steady and  the  force  
value  show no  change.  However,  th is  stabi l i ty m ay be  d isturbed  by reacti ons  between  the  
specim en  and  the  so lder  lead ing  to  d issolu ti on  of  the  specim en  surface  by the  so lder  or  the  
form ation  of  a  l ayer  of  reacti on  product  at  the  i n terface.  I n  add i t i on ,  res idual  f l ux  m ay 
evaporate,  be  decom posed  or m ig rate  over the  m ol ten  so lder  surface.  The  so lder coati ng  of  a  
d ip  t i nned  com ponen t  may also  m el t  above  the  advancing  so lder  m en iscus.  Al l  these  effects  
m ay lead  to  a l owering  of  the  m easured  force  such  that  the  value  at  the  end  of  the  test  period  
E  i s  l ess  than  the  value  recorded  at  D .  Such  i nstabi l i ty i s  undes i rable  and  an  i nd icati on  of  
poss ible  problem s  wi th  the  com ponen t  term ination .  

For test  periods  of  5  s  to  1 0  s  i t  i s  recomm ended  that  the  ratio  

D at Force

E at Force
 

exceed  0 , 8 .  

B.7.5  Reference wetting  force  

I f  the  hei gh t  of  term ination  avai lable  on  surface  moun ted  devices  i s  not  su ffi cient  to  al low the  
fu l l  m en iscus  rise  to  develop,  then  a  contact  ang le  of  zero  i s  not  attainable.  Th is  m eans  that  i t  
i s  not  poss ible  to  use  the  m athem atical  procedure  i n  Annex E  to  calcu late  the  theoretical  
m axim um  force.  

To  obtain  a  practical  reference  force  against  wh ich  to  com pare  experim ental  resu l ts  the  
fo l l owing  procedure  shal l  be  carri ed  ou t,  for  each  component  to  be  tested .  

Fi ve  sam ples  are  taken  from  the  specim ens  to  be  anal ysed  and  tested  us ing  l i qu id  f l ux  to  
ISO 9454-1 : 1 990,  c lass  2. 2. 2 .A.  Th is  i s  a  h igh l y acti vated  organ ic  f l ux,  wh ich  wi l l  produce  a 
reference  best-case  resu l t  on  the  com ponen t.  The  m axim um  force  obtained  on  each  of  the  
f i ve  specim ens  i s  recorded  and  the  m ean  calcu lated ,  to  g i ve  a  reference  wett ing  force.  
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A percentage  of  th is  force  m ay be  used  to  set  a  requ i red  l im i t  for  the  com ponen ts  to  be  tested  
and  th is  shou ld  be  s tated  i n  the  re levant  com ponent  speci f i cati on .  I t  i s  recomm ended  that  th is  
force  be  speci f i ed  at  2  s ,  bu t  o ther t im es  m ay be  speci f ied .  

The  sam ples  shou ld  be  exam ined  visual l y to  ensure  that  they are  fu l l y wetted  and  that  there  
are  no  defects  i n  the  wett i ng  of  the  term inations.  

The  resu l ts  obtained  from  th is  m ethod  m ay also  be  used  as  part  of  a  stat ist i cal  process  
con trol  reg im e to  produce  contro l  charts  for the  com ponents .  

B.7.6  Equ ipment  location  

The  equ ipm ent  shal l  be  l ocated  i n  a  vibration  and  draft  free  envi ronm ent,  on  a  stu rdy 
workbench .  The  add i ti on  of  fu rther  equ ipm ent  shal l  not  affect  the  i nstrum en t balance  
perform ance  and  the  leve l  of  m easu red  no ise ,  for  exam ple  fum e  extraction  equ ipm ent.  

B.7.7  G lobu le p ins  

The g lobu le  pins  are  made of  i ron  so ,  to  avoid  oxidati on ,  i t  i s  essential  to  ensure  that  the  
g lobu le  p i ns  are  always  t i nned  (covered  wi th  so lder) .  

B.7.8  G lobu le modu les  

To avoid  poten tial  cross-con tam inati on  between  t i n  l ead  and  l ead- free  al loys ,  i t  i s  
recom m ended  that  separate  g l obu le  m odu les  be  em ployed  that  carry su i table  m arkings  to  
d i fferentiate  between  those  used  for  t in  lead  and  those  used  for  lead- free  al loys.  

B.8 Test  flux – IPC-J-STD-002/J-STD-003 activated  solderabi l i ty test  flux 
rationale committee letter 

B.8.1  General  

NOTE  Copied ,  wi th  perm iss ion ,  from  I PC,  wi th  m inor ed i tori al  am endm ents  for  cons i stency wi th  th i s  I EC  
I n ternati onal  S tandard .  

The curren t  I PC  J -STD-002/J -STD-003  speci fi cati on  i ncludes  a departure  i n  the  test  f l ux  
m ethodolog y used  in  past  so lderabi l i ty testi ng  

Consti tuen t  Composi tion  mass fraction  

Flux #1  
%  

Flux #2  
%  

Colophony 25  ±  0 , 5  25  ±  0 , 5  

D iethyl amm on ium  hydroch lori de  (CAS  660-68-4)  0 , 1 5  ±  0 , 01  0 , 39  ±  0 , 01  

I sopropyl  al cohol  ( I PA)  (CAS  67-63-0)  Balance  Balance  

Mass  of  ch lori ne  as  % of  sol i ds  0 , 2  0 , 5  

 

The J -STD-002/J -STD-003  comm ittees  understood  that  an y proposed  change  to  the  use  of  
ROL0  ( form erl y des i gnated  type  R)  wou ld  be  heavi l y scru t i n i zed  and  wou ld  requ i re  test  data.  
J -STD-002/J -STD-003  has  spent  s ign i f i cant  resources  working  th is  f l ux  change  i ssue,  
d iscuss ing  the  chem istry detai l s  and  conducti ng  m u l t i -com pan y des ign  of  experim en t  
i nvestigati ons.  The  J -STD-002  comm ittee  chai rmen ,  Dave  H i l lm an  [Rockwel l  Col l i ns] ,  Doug  
Rom m  [Texas  I nstrum ents ] ,  Mark Kwoka [ I n ters i l ] ,  Jack McCu l l en  [ I n te l ] ,  feel  that  the  
comm ittee  has  com pi led  a s ign i f i cant  data set  and  held  th rough  topic  d iscuss ions  supporti ng  
the  proposed  f l ux  m at  material  change.  The  four  rat ionales  for  proposing /supporti ng  the  f l ux  
change  are  summ ari zed  below:  
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B.8.2  Proactive  solderabi l i ty testing  approach  to  the  implementation  of  non-tin  
fin ishes  

A num ber of  i ndustry stud ies  ( 1 996  NEMI  Surface  Fin ishes  Task Group  Report ,  1 997  NCMS 
Lead-Free  Solder Proj ect,  2000  Nati onal  Ph ys ical  Laboratory CMMT (A)  284 Report)  have  
shown  an  i ncom patibi l i ty of  ‘ ‘R  type’ ’  f l ux  wi th  non - t in  surface  f in ishes  such  as  pal lad i um ,  
organ ic  so lderabi l i ty preservati ves  (OSPs) ,  and  imm ersion  go ld .  The  i n troduction  of  these  
various  m etal l i c  surface  f i n ishes  on  com ponen ts  and  pri n ted  boards  i s  no  l onger the  exception  
bu t  has/is  qu ickl y becom ing  the  norm .  The  use  of  an  ‘ ‘R  type’ ’  f l ux  con tain ing  on l y natu ral l y 
occurri ng  acti vators  has  resu l ted  i n  producing  ‘ ‘ fal se  negati ve’ ’  so lderabi l i ty test  resu l ts  wh ich  
im pact  both  the  com ponen t/pri n ted  board  fabricator and  the  assem bler negati vel y i n  term s  of  
cost  and  schedu le .  

B.8.3  Reduced  solderabi l i ty test  variabi l i ty  

The  J -STD-002/J -STD-003  so lderabi l i ty com m i ttees  en l is ted  the  ass is tance  of  Dr.  Carol  
Handwerker and  the  resources  of  the  National  I nsti tu te  of  Standards  & Technolog y (N I ST)  to  
i nvestigate/com pare  a  standard  acti vated  f l ux  com posi t ion  versus  the  ‘ ‘R  type’ ’  f l ux  
com posi t i on .  A detai l ed  stati st i cal  anal ysis  by B i l l  Russel l ,  Raytheon  System s,  and  N I ST 
stati st ic ians  revealed  the  use  of  a  s tandard  acti vated  f l ux  com posi t i on  g reatl y reduced  the  
am oun t  of  so lderabi l i ty  test  variat ion .  One  o f  the  m ajor  goals  of  the  J STD-002/003  
so lderabi l i ty comm i ttees  i s  to  develop  test  m ethods  and  standards  that  prom ote  cons istency 
across  the  i ndustry.  

The  two  m ajor h istorical  rat ionales  for  us i ng  an  "R  type"  f l ux  are:  1 )  co lophony or  rosi n  
con tains  on l y natu ral l y occurring  f l ux  acti vator  consti tuents  and  thus  i s  not  subjected  to  the  
problem s/com pl ications  of  chem istry form u las  by the  f lux  suppl i er;  2)  i t  was  an  accepted  
i ndustry-acknowledged  fact  that  i f  a  com ponent  or  pri n ted  board  surface  was  found  to  have  
acceptable  so lderabi l i ty test  resu l ts  us ing  "R  type"  f l ux  then  the  m ore  acti ve  f l ux  form u lations  
used  i n  the  assem bly process  wou ld  produce  acceptable  so lder process  resu l ts .  Th is  
so lderabi l i ty assessm ent  safety m arg in  was  a  se l f  im posed ,  i ndustry consensus  decis ion .  The  
J -STD-002/J -STD-003  comm i ttees  understood  the  h is torical  re levance  beh ind  the  decis ion  to  
use  ‘ ‘R  type’ ’  f l ux  and  had  an  equal l y strong  desi re  to  m ain tain  a  so lderabi l i ty assessm ent  
safety cush ion .  H owever,  com m i ttees  f ie l ded  a num ber of  i ndustry i npu ts  to  reassess  the  
so lderabi l i ty f l ux  com posi t i on  based  on  the  technolog y im provem en ts  i n  surface  f in ishes ,  
im provem ents  i n  the  f l u x  chem istry form u lati ons  from  f lux  suppl iers ,  and  the  des i re  to  not  
have  excess ive  safety m arg in  wh ich  wou ld  im pact  cost  and  schedu le  i n  a  non -value  added  
manner.  The  com m i ttees  conducted  a  num ber of  tests  (Wenger,  Kwoka,  ACI )  dem onstrati ng ,  
us ing  a speci fi c  s tandard  level  of  acti vati on  on  real  world ,  i ndustry suppl i ed  com ponen t  and  
prin ted  board  cases,  that  the  occurrence  of  a  ‘ ‘ fal se  acceptable ’ ’  so lderabi l i ty test  resu l t  was  
extrem el y l ow.  There  was  no  case  that  exh ibi ted  a  "pass  ROL1  test  −  fai l  ROL0  test  −  Fai l  
du ri ng  board  assem bly"  sequence.  I n  fact  the  use  of  both  ROL1  and  ROL0  are  m ore  l i kel y to  
create  a  " false  reject"  d i p  and  l ook so lderabi l i ty test  resu l t  when  com pared  to  board  l evel  
so lderi ng  perform ance.  

B.8.4  Standard ization  of  solderabi l i ty test  f lux composi t ion  on  a  g lobal  scale  

A second  m ajor  goal  of  the  J -STD-002/J -STD-003  so lderabi l i ty com m i ttees  i s  to  develop  test  
m ethods  and  s tandards  wh ich  prom ote  g lobal  s tandard i zation  for  the  e lectron ics  i ndustry.  The  
standard  act i vated  f l ux  com posi t i on  se lected  and  tested  by the  com m ittees  has  been  u ti l i zed  
i n  the  I n ternati onal  E lectrotechn ical  Comm ission  IEC  60068-2-20  soldering  speci fi cati on .  The  
IEC  speci f icati on  i s  successfu l l y u t i l i zed  for so lderabi l i ty testi ng .  H aving  com patibi l i ty of  f l ux  
com posi t i on  requ i rem ents  between  the  J -STD-002/J -STD-003  speci f ication  and  the  I EC  
speci f ications  i s  a  win -win  s i tuati on  for  e lectron ics  assem blers  and  com ponent/pri n ted  board  
fabricators.  
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Annex C  
(normative)  

 
Test methods for SMD components sizes 0603M (0201 )  or  smal ler  

C.1  General  

Annex  C  speci f i es  two  test  m ethods  for  u l tra-m in iature  s i zed  SMD  com ponents  such  as  
0603M  (0201 )  or  sm al ler by us ing  the  solder g l obu le  wett i ng  balance  m ethod.  

Annex C  provides  the  standard  procedures  for  both  l ead  and  l ead- free  so lder al loys .  

Method  1 :  Th is  i n form ation  was  provided  by the  Japanese  National  Comm ittee  and  i s  based  
upon  l ead-free  al l oys.  

Method  2 :  Th is  i n form ation  was  provided  by the  UK National  Comm i ttee  and  i s  based  upon  
ti n - l ead  al l oys.  

C.2  General  description  of  the test  method  

See  C lause  4.  

C.3  Precondi tioning  

C.3.1  Preparation  of  the  specimens 

See  6. 1 .  

C.3.2  Ageing  

As  speci fi ed  i n  6. 2  wi th  the  fo l lowing  excepti on :  

Recomm ended  ageing  cond i t ions  are:  

a)  Ageing  A:  1 55  °C  for  4  h  ( test  Bb i n  I EC  60068-2-2) .  

NOTE  The  specim en  can  be  pu t  i n to  the  oven  at  room  tem perature.  

b)  Ageing  B:  1 20°C,  85  %  RH  for  4  h  ( test  Cx  i n  I EC  60068-2-66) .  

C.4  Materials  

C.4.1  Solder 

C.4. 1 . 1  Solder material  

As  speci fi ed  i n  7. 1 . 3 .  

C.4.1 .2  Solder mass  for solder g lobu le wett ing  balance method  

As  speci fi ed  i n  7. 1 . 5  wi th  the  fo l lowing  detai l s:  

Method  1 :  The  so lder  shal l  be  i n  the  form  of  pel lets  or  cu t  wi re  wi th  a  m ass  of  25  m g  ±  2 , 5  m g .  

Method  2 :  The  so lder  shal l  be  i n  the  form  of  pel lets  or  cu t  wi re  wi th  a  m ass  of  5  m g  ±  0 , 5  m g .  
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C.4.2  Flux 

As  speci f i ed  i n  7. 2. 1  wi th  the  fo l lowing  detai l s :  

A non-acti vated  f l ux  shal l  be  used  for  the  specim en.  A l ow-acti vated  f l ux  shal l  be  used  to  form  
the  so lder  g l obu le.  

C.5  Method  1  

C.5.1  Descript ion  of  the  test  apparatus  

C.5. 1 . 1  Test  apparatus  

As  speci fi ed  in  C lauses  5 ,  A. 1  and  A. 3  wi th  the  fo l l owing  excepti ons:  

a)  speed  of  imm ersion :  0 , 1  mm /s  ±  0 , 01  m m /s;  

b)  imm ersion  depth :  0 , 02  m m ;  

c)  concave  alum in ium  body head  as  shown  i n  F igure  C. 1 ;  

d )  d iam eter of  the  i ron  p in :  2  m m .  

 

Key 

A  I ron  p i n  B  Al um in i um  body  

Figure C. 1  – Cross-section  of  alumin ium  body 

C.5. 1 .2  Observation  equ ipment  

The m agn i f ier  or  vi deo  cam era shou ld  be  used  to  observe  the  specim en  d ipping  ang le  and  
specim en  al i gnm ent  to  the  so lder  g lobu le.  

The  m agn i f i er  or  zoom  cam era to  confi rm  the  imm ersion  att i tude  and  al i gnm ent  of  the  so lder  
g lobu le  to  the  specim en  shal l  be  capable  of  detecti ng  the  pos i t i on  of  a  specim en  and  so lder 
g lobu le .  

For exam ple,  the  d im ensions  of  the  cam era zoom  view shou ld  be  able  to  extend  lateral l y 
1 0  mm  or  l ess.  

C.5.2  Procedures  

C.5.2. 1  Test  temperature  

As i n  8 . 1 . 2 .  

IEC  

A  

B  

ϕ3  

ϕ2  1 0°  to  1 5  °  
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C.5.2.2  Test  preparation  

The i ron  pi n  d iam eter  shal l  be  2  mm  as  i n  C. 5. 1 . 1  d ) .  

Set  the  tem peratu re  of  the  so lder  as  speci f ied  i n  C. 5. 2. 1 .  Note  that  the  g l obu le  blocks  shou ld  
never  be  heated  wi thou t  so lder  covering  the  i ron  pin .  H eati ng  the  uncovered  pi n  cou ld  cause  
the  i ron  to  becom e oxid i zed  and  d i ff icu l t  to  wet.  

C.5.2.3  Flux appl ication  to  the  specimen  and  specimen  hold ing  

a)  Prior to  testi ng ,  the  specim en  i s  m oun ted  i n  the  appropriate  ho lder,  to  g i ve  the  des i red  
d ipping  ang le  (hori zon tal ) ,  and  a con ti nuous  l ayer  of  the  non -acti vated  f lux  as  i n  C . 4. 2  i s  
appl ied  to  the  port ion  of  the  com ponent  term ination  to  be  tested.  The  exam ples  of  f l ux  
appl ication  m ethod  are  described  below.  

– The  specim en  in  the  holder i s  im m ersed  i n to  f l ux.  

– Appl y f l ux  us ing  a  cocktai l  s t ick,  cotton  bud  or  s im i lar  appl icator  to  the  specim en  in  the  
ho lder.  

b)  Excess  f l ux  d roplets  shal l  be  rem oved  by touch ing  against  absorben t  paper.  I t  i s  very 
im portant  that  excess  f l ux  i s  not  al lowed  to  en ter  the  specim en  ho lder or  rem ain  on  the  
com ponent.  The  presence  of  excess  f l ux  wi l l  cause  explos ive  bo i l i ng  as  the  f l ux  so lven t  
m akes  contact  wi th  the  m ol ten  solder.  

c)  After appl ication  of  the  f l ux,  hang  the  specim en  on  the  apparatus  so  that  the  term ination  of  
the  specim en  to  be  tested  shal l  be  cen tred  above  the  so lder  g lobu le  from  the  previous  test.  

See  Fi gure  C. 2.  

The  specim en  d ipping  ang le  and  specim en  al i gnm ent  to  the  so lder  g lobu le  shou ld  be  ensured  
by observation  us ing  a  magn i fi er or  video  cam era.  

 

Figure C.2  – Dipping  posi t ion  and  relat ive posi t ion  

C.5.2.4  Solder g lobu le  preparation  

Imm ediate l y before  the  test ,  the  so lder from  the  previous  test  shou ld  be  rem oved ,  by wiping  
the  g l obu le  block wi th  a  cotton  bud ,  and  replaced  wi th  a new so lder as  speci f i ed  i n  C. 4. 1 . 1 .  

1 0  µL ±  1  µL of  the  acti vated  f l ux  as  speci fi ed  i n  C . 4. 1 . 2  shal l  be  appl i ed  to  the  new so lder  
us ing  for  exam ple  a m icro-pipette .  Th is  procedure  i s  to  ensure  the  cleanness  of  the  solder  
g lobu le  su rface  during  the  test  period ,  and  that  the  i ron  pin  i s  com plete l y wetted  by so lder and  
form s  a  hem ispherical  shape.  I f  requ i red ,  the  apparatus  suspension  and  the  record ing  device  
are  ad j usted  to  the  zero  pos i t ion .  

C.5.2.5  Test  and  record  

Test  and  record  shal l  be  done  i n  the  fo l l owing  sequence.  

IEC  



IEC 60068-2-69:201 7  © I EC  201 7  – 43  –  

a)  Lower the  specim en  on  the  apparatus  so  that  the  l ower edge  of  the  com ponen t  i s  1  m m  to  
1 , 5  m m  above  the  solder g lobu le  and  al low the  specim en  to  preheat/dry.  

b)  The  specim en  and  so lder  are  brought  i n to  con tact  under the  fo l lowing  cond i ti ons:  

– the  im m ersion  speed  shal l  be  0, 1  m m /s  ±  0 , 01  m m/s;  

– the  recomm ended  im m ersion  depth  of  the  surface  to  be  tested  i n to  the  so lder shal l  be  
0, 02  m m .  

c)  The  so lder  and  specim en  are  held  i n  th is  pos i t i on  for 5  s  or  m ore ,  then  separated.  

d )  The  vertical  force  acting  on  the  specim en  i s  recorded  duri ng  the  peri od  of  con tact  between  
the  specim en  and  so lder.  The  force  du ri ng  wi thdrawal  need  not  be  recorded  as  the  
wi thdrawal  part  of  the  curve  i s  not  anal ysed .  

NOTE  The  wi thdrawal  rate  i s  not  speci f i ed  as  the  force  cu rve  i s  not  analysed  once  the  specim en  starts  to  
separate  from  the  solder.  

C.5.2.6  Time sequence  of  the  test  

The tim e  sequence  of  the  test  i s  shown  i n   

Table  C. 1  and  Figure  C. 3 .  To  m ain tain  repeatabi l i ty,  the  test  sequence  t im e  shou ld  be  as  
short  as  poss ible. .  

Table  C. 1  – Time sequence of  the test  procedure  

Step  Process  Accumulated  
process  t ime a  

s  

Reference  

1 )  Apply f l u x to  the  specim en  0  C. 5. 2. 3  a)  

2 )  Rem ove  excess  f l u x f rom  the  specim en  ~5  C. 5. 2. 3  b)  

3 )  Hang  the  specim en  on  the  apparatus  ~ 1 5  C. 5. 2. 3  c)  

4)  Al i gn  specim en  to  the  so lder g l obu l e  ~40  C. 5. 2. 3  c)  

5)  Wipe  the  rem ain i ng  so l der from  the  g l obu l e  bl ock  ~50  C. 5. 2. 4  

6)  Suppl y new so l der  ~65  C. 5. 2. 4  

7)  Apply f l u x to  the  sol der  ~80  C. 5. 2. 4  

8)  Lower the  specim en  pos i t i on  above  the  so lder g l obu le  ~90  C. 5. 2. 5  a)  

9 )  I mm ers ion  to  the  so lder  ~ 1 1 0  C. 5. 2. 5  b)  

a  The  accum u lated  process  t im e  starts  from  appl i cati on  of  f l u x  to  the  specim en .  
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A:  F l u x for  the  specim en      B :  F l ux to  form  solder g l obu l e  C:  Solder  

Figure C.3  – Time and  test  sequence 

C.5.3  Presentation  of  resu l ts  

C.5.3. 1  Form  of  force  versus t ime  trace  

The forces  acti ng  upwards  on  the  specim en  (non -wetti ng )  are  shown  as  negati ve  and  forces  
act i ng  downwards  on  the  specim en  (wetti ng )  are  shown  as  posi t i ve.  

A typical  wetti ng  balance  trace  i s  shown  i n  Figure  C. 4.  

A 

0  s   1 0  s  20  s  30  s  40  s  50  s  60  s  70  s  80  s  90  s  1 00  s  1 1 0  s  

B  

C  

1 )  2)  3)  4)  5)  6)  7)  8)  9)  

1
 ∼

 1
,5

 m
m
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t0  Tim e  at  wh i ch  the  so l der su rface  and  the  specim en  f i rst  m ake  con tact .  

A  The  so l der m en i scus  s tarts  to  r i se  up  the  specim en  term inati on .  Th i s  i s  norm al l y  characterized by a significant 
increase in  the wetting  force.  

B  The  con tact  ang l e  becom es  90° .  

C  The  wett i ng  force  reaches  2/3  of  the  m axim um  value  of  the  resu l tan t  wett i ng  force  and  the  wett i ng  force  
shal l  exceed  a  speci f i ed  val ue  wi th i n  a  speci f i ed  t im e.  

D  The  m axim um  value  of  the  resu l tan t  wett i ng  force  i s  reached  du ri ng  the  speci f i ed  immersion period.  

E  The  force  read i ng  at  the  end  of  the  speci f i ed  test  peri od .  

The  wett i ng  force  i s  determ ined  from  the  m easured  force  at  t i m e  t0.  

I n terpretati on  of  the  trace  after  E ,  du ri ng  the  wi thd rawal  of  the  specim en ,  i s  not  cons idered .  

Figure C.4  – Typical  wetting  balance trace  

C.5.3.2  Characterisation  parameter examples  

I n  order to  evaluate  the  solderabi l i ty of  the  com ponents  one  or  m ore  of  the  fo l l owing  
param eters  shou ld  be  speci f i ed .  

a)  Wetting  t im e  (T1 ) :  T1  =  t2  – t0 ;  t im e  from  t0  to  the  t im e  the  wetti ng  force  reaches  2/3  of  
the  m axim um  wett i ng  force  ( t2) .  

b)  Wetting  s tabi l i ty:  Sb .  The  rat io  of  the  f i nal  wetti ng  force  (Fend )  and  the  m axim um  wetti ng  
force  (Fm ax) .  

NOTE  Wetti ng  s tabi l i ty  i s  cal cu lated  from  Sb =  Fend  /  Fm ax 

C.5.4  In formation  to  be  g iven  in  the relevant  speci fi cation  

I f  the  relevan t  speci f ication  refers  th is  test,  the  fo l l owing  i tem s  shou ld  be  speci f ied .  

I tem  Reference  

a)  Whether  the  specim en  i s  to  be  cl eaned  pri or to  testi ng  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C. 3. 1  

b)  Whether  accelerated  ageing  i s  to  be  carri ed  ou t  and ,  i f  so,  by wh ich  m ethod  . . . . . . . . . . . . . .  C. 3. 2  

c)  Com posi t ion  of  the  so lder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C. 4. 1 . 1  

d )  Test  tem perature,  i f  o ther  than  speci f i ed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C. 5. 2. 1  

e)  Durati on  of  the  test,  i f  o ther  than  5  s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C. 5. 2. 5  c)  

f)  The  m axim um  wetti ng  t im e  (T1 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C. 5. 3. 2  
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C.6  Method  2  

C.6.1  Test  apparatus  

See  Clauses  5 ,  A. 1  and  A. 3  wi th  fo l l owing  excepti ons :  

a)  speed  of  imm ersion :  0 , 2  mm /s  ±  0 , 01  m m /s;  

b)  imm ersion  depth :  0 , 01  m m ;  

c)  d iam eter of  the  i ron  pin :  1  m m  accord ing  to  C lause  A. 3 .  

C.6.2  Observation  equ ipment  

A m agn i f ier or  vi deo  cam era shou ld  be  used  to  observe  the  specim en  d ipping  ang le  and  
specim en  al i gnm ent  to  the  so lder  g lobu le.  

A m agn i f i er  or  zoom  cam era to  conf i rm  the  im m ersion  att i tude  and  al i gnm en t of  the  solder 
g lobu le  to  the  specim en  shal l  be  capable  of  detecti ng  the  pos i t i on  of  a  specim en  and  so lder 
g lobu le.  

For exam ple,  the  d im ensions  of  the  cam era zoom  view shou ld  be  able  to  extend  lateral l y 
1 0  mm  or l ess.  

C.6.3  Test  method  2  

C.6.3. 1  Test  temperature  

See  8 . 1 . 2.  

C.6.3.2  Test  procedure  

C.6.3.2.1  Test  preparation  

The i ron  pin  d iam eter  shal l  be  1  mm  as  per Clause  A. 3 .  

Set  the  tem perature  of  the  so lder  as  speci f i ed  i n  8 . 1 . 1 .  Note  that  the  g lobu le  blocks  shou ld  
never  be  heated  wi thou t  so lder  coveri ng  the  i ron  pin .  H eati ng  the  uncovered  pi n  cou ld  cause  
the  i ron  to  becom e oxid i zed  and  d i ff icu l t  to  wet.  

C.6.3.2.2  Flux appl ication  to  the specimen  and  specimen  hold ing  

a)  Pri or to  test i ng ,  the  specim en  i s  m oun ted  i n  the  appropriate  ho lder,  to  g i ve  the  des i red  
d ipping  ang le  (hori zon tal ) ,  and  a con tinuous  layer of  l ow-activated  f l ux,  as  i n  7 . 2 ,  i s  
appl ied  to  the  port ion  of  the  com ponent  term ination  to  be  tested.  The  exam ples  of  f l ux  
appl ication  m ethod  are  described  below.  

– The  specim en  in  the  holder i s  im m ersed  i n to  f l ux.  

– Appl y f l ux  us ing  a  cocktai l  s t ick,  cotton  bud  or  s im i lar  appl icator  to  the  specim en  in  the  
ho lder.  

b)  Excess  f l ux  d roplets  shal l  be  rem oved  by touch ing  against  absorben t  paper.  I t  i s  very 
im portan t  that  excess  f l ux  i s  not  al lowed  to  en ter  the  specim en  ho lder or  rem ain  on  the  
com ponent.  The  presence  of  excess  f l ux  wi l l  cause  explos ive  bo i l i ng  as  the  f l ux  so lven t  
m akes  contact  wi th  the  m ol ten  solder.  

c)  After appl ication  of  the  f l ux,  hang  the  specim en  on  the  apparatus  so  that  the  term ination  of  
the  specim en  to  be  tested  shal l  be  cen tred  above  the  so lder  g lobu le  from  the  previous  test.  

As  per Table  7  and  Figure  4,  d iagram  A.  

The  specim en  d ipping  ang le  and  specim en  al i gnm ent  to  the  so lder  g l obu le  shou ld  be  ensured  
by observati on  us ing  a  magn i fi er  or  video  cam era.  
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C.6.3.2.3  Solder g lobu le  preparation  

Imm ediate l y before  the  test,  the  so lder from  the  previous  test  shou ld  be  rem oved ,  by wipi ng  
the  g l obu le  block wi th  a  cotton  bud ,  and  replaced  wi th  a  new so lder pel let.  Then ,  as  per 8 . 2 .2 .  

C.6.3.2.4  Test  and  record  

The test  and  record  shal l  be  done  i n  the  fo l lowing  order:  

a)  Lower the  specim en  on  the  apparatus  so  that  the  l ower edge  of  the  com ponen t  i s  1  m m  to  
1 , 5  m m  above  the  solder g lobu le  and  al low the  specim en  to  preheat/dry.  

b)  The  specim en  and  so lder  are  brought  i n to  con tact  wi th  the  fo l l owing  cond i ti ons  

– the  im m ersion  speed  shal l  be  0, 2  m m /s  ±  0 , 01  m m/s,  

– the  recomm ended  im m ersion  depth  of  the  surface  to  be  tested  i n to  the  so lder shal l  be  
0, 01  m m .  

c)  The  so lder  and  specim en  are  he ld  i n  th is  pos i t i on  for 5  s  or  m ore,  then  separated .  

d )  The  vertical  force  act i ng  on  the  specim en  i s  recorded  during  the  peri od  of  con tact  between  
the  specim en  and  so lder.  The  force  du ri ng  wi thdrawal  need  not  be  recorded  as  the  
wi thdrawal  part  of  the  curve  i s  not  anal ysed .  

NOTE  The  wi thdrawal  rate  i s  not  speci f i ed  as  the  force  cu rve  i s  not  analysed  once  the  specim en  starts  to  
separate  from  the  solder.  

C.6.3.2.5  Time sequence of  the test  

The tim e  sequence  of  the  test  shal l  be  as  shown  i n  Table  8 .  To  m ain tain  repeatabi l i ty,  the  test  
sequence  t im e  shou ld  be  as  short  as  possible.  

C.6.4  Presentation  of  resu l ts  

As  per C lause  9 .  
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Annex D  
( in formative)  

 
Evaluation  cri teria  – Guidance 

D.1  General  considerations  

When  the  m ethods  described  i n  th is  docum ent  are  i n tended  to  evaluate  whether  com ponents  
or  pri n ted  boards  are  su i table  to  be  processed  i n  a  g i ven  so ldering  process  window,  cri teria to  
evaluate  the  wett ing  curves  need  to  be  set  and  ag reed  between  user  and  suppl i er  (num eric  
“pass  / fai l ”  cri teria) .  

S ince  the  cri teria  strong ly depend  not  on l y on  the  solderabi l i ty i tsel f ,  bu t  also  on  the  therm al  
dem and  and  des ign  of  term inals ,  these  values  need  to  be  defi ned  i n  the  i nd i vidual  com ponent  
or  pri n ted  board  speci f i cati on .  

The  cri teria suggested  i n  Clauses  D .2  and  D. 3  can  be  used  i n  add i t ion  to  the  test  
requ i rem ents  described  i n  9 . 2  i n  cases  where  those  requ i rem ents  are  j udged  to  be  not  
su ffi cient  to  d i scrim inate  between  “good”  and  “bad”  com ponen ts  or  pri n ted  boards.  

D.2  Evaluation  cri teria  for  components  

Suggested  cri teria  for  so lderabi l i ty evaluation  are  l i s ted  i n  Table  D. 1 .  Fi gure  D. 1  and   
Fi gu re  D. 2  provide  two  exam ples  (set  A and  set  B)  for  the  suggested  cri teria  of  Table  D. 1 .  I n  
add i t i on ,  the  area of  the  test  sam ple  wi th  fresh  so lder adhes ion  shou ld  be  g reater  than  the  
area that  was  im m ersed  i n  the  so lder  bath  ( i . e. ,  the  com ponen t  shou ld  exh ibi t  pos i t i ve  wicking  
beyond  i ts  imm ersion  depth ) .  

Table  D. 1  – Wetting  balance parameter and  suggested  evaluation  cri teria  

Parameter  Description  Suggested  cri teri a  a  

T0  Tim e  to  buoyancy corrected  zero  ≤…  s  

Fx Wetti ng  force  at  x  s  from  start  of  test  ≥  50% of  m axim um  theoreti cal  wett i ng  force  at  or  
before  x  s  b  

Fy Wetti ng  force  at  y  s  from  s tart  o f  test  No l ess  than  90  %  of  the  Fx  val ue  

AA I n tegrated  value  of  area of  the  wett i ng  
cu rve  from  start  of  test  

≥  area cal cu lated  us i ng  sam ple  buoyancy and  50% 
m axim um  theoreti cal  force  c  

a  These  suggested  cri teri a  have  been  establ i shed  as  a  two- t i er  eval uat i on  form at  to  j udg e  su i tabi l i ty  for  a  
g i ven  process  wi ndow bu t  the  user shal l  determ ine  wh i ch  cri teri a  set  best  i n teg rates  i n to  the i r  process.  

b  See  Cl ause  E . 1  fo r the  m ethod  of  cal cu lat i ng  the  m axim um  theoret i cal  fo rce  for  l eaded  non -SMD.  

c  See  Clause  E . 2  for  the  m ethod  of  cal cu lat i on .  ( I t  i s  suggested  that  th i s  m ethod  of  cal cu lati on  be  program m ed  
i n to  the  software  used  for  con trol  of  the  wett i ng  bal ance  test  equ ipm ent. )  
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Figure D. 1  – Set  A wetting  curve  

 

Figure D.2  – Set  B  wetting  cu rve  

D.3  Evaluation  cri teria  for  printed  boards  

The test  param eter  and  suggested  cri teria  for prin ted  boards  are  l i s ted  i n  Table  D. 2.  

These  suggested  cri teria  have  been  establ ished  as  a  two-t i er  evaluation  form at to  j udge  the  
su i tabi l i ty for  a  g i ven  process  window bu t  the  user shal l  determ ine  wh ich  cri teria and  values  
best  i n tegrate  i n to  thei r  process.  

Table  D.2  – Prin ted  board  test  parameter and  suggested  cri teria  

Parameter  Description  Suggested  cri teri a  

T0  Tim e  to  buoyancy corrected  zero  ≤ . . .  s  

Fx Wetti ng  force  at  x  s  from  start  of  test  ≥  50  %  of  m axim um  theoreti cal  wett i ng  force  at  
or  before  x  s  a  

Fy Wetti ng  force  at  y  s  from  start  of  test  At  or above  the  val ue  of  Fx  

AA I n tegrated  value  of  area of  the  wett i ng  cu rve  
from  s tart  o f  test  

≥  area cal cu lated  us i ng  sam ple  buoyancy and  
50  % m axim um  theoret i cal  force  

a  See  Cl ause  E . 1  fo r the  m ethod  of  cal cu lat i ng  the  m axim um  theoret i cal  wett i ng  force.  
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Annex E  
( in formative)  

 
Method  of calculating  the maximum theoretical  force and   

integrated  value of  the area of the wetting  curve  for leaded  non-SMD 

E.1  Method  of  calculating  the maximum theoretical  force  

The theoretical  wetting  force  for l eaded  non-SMD  i s  obtained  from  the  formu la:  

pgdvF g+−=  

where  

g  i s  the  acceleration  of  g ravi ty;  

d i s  the  so lder dens i ty at  test  tem perature;  

γ  i s  the  surface  tension  constant;  

F i s  obtained  i n  m N ,  i f  

p  the  perim eter  of  the  immersed  part  of  the  specim en ,  i s  g i ven  i n  m i l l im etres;  and  

v  the  vo lum e of  the  im m ersed  part  of  the  specim en,  i s  g i ven  i n  cubic  m i l l im etres.  

NOTE  The  form u la i s  appropri ate  on l y  i f  the  cross-secti on  of  the  specim en  i n  the  vi c i n i ty  of  the  m en i scus  i s  
constan t  th roug h  the  l eng th  of  the  specim en .  The  constants  are  appl i cabl e  on l y  to  the  cond i t i ons  described  i n  the  
test.  I t  i s  dependent  on  the  al l oy,  tem peratu re  and  f l u x.  

This  re lat ionsh ip  i s  based  on  the  assum ptions  that  

a)  the  theoretical  wetting  force  F  acts  i n  the  plane  of  the  specim en  su rface  ( i . e.  zero  ang le  of  
con tact) ,  

b)  the  surface  tens ion  constant  γ  appropriate  for  the  speci f i ed  f l ux  and  so lder  at  test  
tem peratu re  i s  0 , 4  m N/m m  for  Sn-Pb solder al l oys  and  0 , 47 m N/mm  for  Sn-Ag-Cu  and  Sn-
Cu  so lder al loys;  

c)  the  product  gd can  be  approxim ated  to  0 , 08  N /cm 3  (Sn-Pb so lder  al l oys)  or  0 , 07  N /cm 3 

(Sn-Ag-Cu  and  Sn-Cu  so lder  al l oys  )  for  the  purposes  of  th is  calcu lati on .  

E.2  Method  of  calculating  the integrated  value of  the area of  the wetting  curve 

The area for l eaded  non-SMD i s  obtained  from  the  form u la us ing  theoretical  wett ing  force  
(see  C lause  E. 1 ) :  

)( 00 TTFTgdvAA −×+×−=  

where  

g  i s  the  acceleration  of  g ravi ty;  

d i s  the  so lder dens i ty at  test  tem perature;  

T i s  test  durati on ;  

T0  i s  the  t im e  to  buoyancy corrected  zero;  

AA  i s  obtained  i n  m Ns,  i f  

p  the  perim eter  of  the  immersed  part  of  the  specim en ,  i s  g i ven  i n  m i l l im etres;  and  

v  the  vo lum e of  the  im m ersed  part  of  the  specim en ,  i s  g i ven  in  cubic  m i l l im etres.  

Th is  re lat ionsh ip  i s  based  on  the  fo l l owing  assum ptions:  
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a)  test  duration  i s  5  s ,  

b)  the  specim en  does  not  wet  duri ng  the  f i rst  2  s  

– the  m axim um  buoyancy force  i s  appl i ed  to  the  specim en ,  

– con tribu tes  to  the  negati ve  area of  the  wetting  cu rve,  

c)  the  wetti ng  force  crosses  the  the  zero  l i ne  at  2  s ,  

d )  the  specim en  wets  wi th  the  theoretical  wetting  force  for  the  rest  of  the  test  du ration  (3  s) .  
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COMMISSION  ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE  

____________ 

 
ESSAIS D'ENVIRONNEMENT –  

 
Partie  2-69:  Essais  – Essai  Te/Tc:  Essai  de  brasabi l i té   
des composants  électroniques et  cartes  imprimées par  

la  méthode de la  balance de moui l lage (mesure de la  force)  
 

AVANT-PROPOS 

1 )  La Com m iss ion  E lectrotechn i que  I n ternati onal e  ( I EC)  est  une  organ i sat i on  m ond ial e  de  norm al i sat i on  
com posée  de  l ' ensem ble  des  com i tés  é l ectrotechn i qu es  nat i onau x (Com i tés  nati onau x de  l ’ I EC) .  L’ I EC  a pou r  
objet  de  favori ser l a  coopérati on  i n ternati onale  pou r tou tes  l es  qu est i ons  de  norm al i sati on  dans  l es  dom aines  
de  l ' é l ectri ci té  et  de  l 'é l ectron ique.  A  cet  effet,  l ’ I EC  – en tre  au tres  acti vi tés  – publ i e  des  N orm es  i n ternati onales,  
des  Spéci f i cat i ons  techn i ques,  des  Rapports  techn i ques,  des  Spéci f i cati ons  accessibles  au  publ i c  (PAS)  et  des  
Gu ides  (ci -après  dénomm és  "Publ i cati on (s)  de  l ’ I EC" ) .  Leur é l aborat i on  est  con fi ée  à  des  com i tés  d 'études,  au x 
travau x desqu els  tou t  Com i té  nati onal  i n téressé  par l e  su jet  trai té  peu t  part i ci per.  Les  organ i sati ons  
i n ternati onales ,  gouvernem entales  et  non  g ou vernem ental es ,  en  l i ai son  avec  l ’ I EC,  part i ci pen t  égal em ent  au x 
travau x.  L’ I EC  co l l abore  étro i tem ent  avec  l 'Org an i sati on  I n ternati onale  de  Norm al i sati on  ( I SO) ,  selon  des  
cond i t i ons  f i xées  par accord  en tre  l es  deu x organ i sat i ons.  

2)  Les  déci s i ons  ou  accords  off i c i e l s  de  l ’ I EC concernant  l es  questi ons  techn i qu es  représen ten t,  dans  l a  m esure  
du  poss ibl e,  un  accord  i n ternati onal  su r l es  su jets  étud iés ,  étan t  donné  qu e  l es  Com i tés  nat i onau x de  l ’ I EC 
i n téressés  son t  représen tés  dans  chaqu e  com i té  d ’études.  

3)  Les  Publ i cat i ons  de  l ’ I EC  se  présen tent  sous  l a  form e  de  recomm andati ons  i n ternati onal es  et  son t  ag réées  
comm e te l l es  par l es  Com i tés  nat i onau x de  l ’ I EC.  Tous  l es  efforts  rai sonnabl es  son t  en trepri s  afi n  qu e  l ’ I EC  
s 'assure  de  l ' exact i tu de  du  con tenu  techn iqu e  de  ses  publ i cat i ons;  l ’ I EC  ne  peu t  pas  être  tenue  responsabl e  de  
l 'éventu el l e  m au vai se  u t i l i sat i on  ou  i n terprétat i on  qu i  en  est  fai te  par u n  qu elconqu e  u t i l i sateu r f i nal .  

4)  Dans  l e  bu t  d ' encou rager l ' un i form i té  i n ternati onale,  l es  Com i tés  nat i onau x de  l ’ I EC  s 'eng agent,  dans  tou te  l a  
m esure  poss ibl e,  à  appl i quer de  façon  transparen te  l es  Publ i cat i ons  de  l ’ I EC  dans  l eu rs  pu bl i cat i ons  nati onales  
et  rég ional es.  Tou tes  d i vergences  en tre  tou tes  Publ i cat i ons  de  l ’ I EC  et  tou tes  pu bl i cat i ons  nat i onales  ou  
rég ionales  correspondantes  do i ven t  être  i nd i qu ées  en  term es  clai rs  dans  ces  dern ières.  

5)  L’ I EC e l l e -m êm e  ne  fourn i t  aucune  attestat i on  de  con form i té.  Des  organ i sm es  de  cert i f i cat i on  i ndépendants  
fou rn i ssen t  des  servi ces  d 'évaluati on  de  con form i té  et,  dans  certai ns  secteu rs,  accèdent  au x m arques  de  
conform i té  de  l ’ I EC.  L ’ I EC  n 'est  responsabl e  d 'aucu n  des  servi ces  effectu és  par l es  organ i sm es  de  cert i f i cat i on  
i ndépendants.  

6)  Tous  l es  u t i l i sateurs  doi ven t  s 'assurer qu ' i l s  son t  en  possession  de  l a  dern ière  éd i t i on  de  cet te  publ i cat i on .  

7)  Aucune  responsabi l i té  ne  do i t  être  im pu tée  à  l ’ I EC,  à  ses  adm in i strateurs,  em ployés,  au xi l i ai res  ou  m andatai res,  
y  com pri s  ses  experts  part i cu l i ers  et  l es  m em bres  de  ses  com i tés  d 'études  et  des  Com i tés  nat i onau x de  l ’ I EC,  
pou r tou t  préj u d i ce  causé  en  cas  de  domm ages  corporel s  et  m atéri el s ,  ou  de  tou t  au tre  domm age  de  quel que  
natu re  que  ce  so i t ,  d i recte  ou  i nd i recte,  ou  pou r supporter  l es  coû ts  (y com pri s  l es  frai s  de  j ust i ce)  et  l es  
dépenses  décou lan t  de  l a  publ i cati on  ou  de  l ' u t i l i sati on  de  cette  Publ i cati on  de  l ’ I EC  ou  de  tou te  au tre  
Publ i cat i on  de  l ’ I EC,  ou  au  créd i t  qu i  l u i  est  accordé.  

8)  L'atten t i on  est  att i rée  su r l es  références  norm ati ves  ci tées  dans  cette  publ i cat i on .  L' u t i l i sat i on  de  publ i cat i ons  
référencées  est  obl i gato i re  pou r une  appl i cati on  correcte  de  l a  présen te  publ i cat i on .   

9 )  L’atten t i on  est  att i rée  su r l e  fai t  que  certai ns  des  é l ém ents  de  l a  présente  Publ i cat i on  de  l ’ I EC  peuven t  fai re  
l ’ obj et  de  d roi ts  de  brevet.  L’ I EC  ne  sau rai t  être  tenue  pou r responsable  de  ne  pas  avoi r  i den ti f i é  de  te l s  d roi ts  
de  brevets  et  de  ne  pas  avoi r  s i gnalé  l eu r exi stence.  

La Norm e i n ternati onale  I EC  60068-2-69  a été  établ i e  par l e  com i té  d 'études  91  de  l ' I EC:  
Techn iques  d 'assem blage  des  com posants  é lectron iques.  

Cette  tro is ièm e éd i t ion  annu le  e t  rem place  l a deuxièm e éd i ti on  parue  en  2007,  ai ns i  que  la  
deuxièm e éd i t i on  de  l ' I EC  60068-2-54 parue  en  2006  et  consti tue  une  révi s ion  techn ique.  

Cette  éd i t i on  i ncl u t  l es  m odi fi cati ons  techn iques  m ajeures  su ivantes  par  rapport  à  l ' éd i t ion  
précéden te:  

•  i n tégration  de  l ' I EC  60068-2-54;  

•  i n troducti on  d 'essais  de  cartes  im prim ées;  
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•  i n tégrati on  de  nouveaux  types  de  com posants  et  actual isation  des  param ètres  d 'essai  
pour  l a  l i s te  com plète  des  com posants;  

•  i n troduction  d 'un  nouveau  protoco le  d 'essai  R&R de  j auge  pour assurer  que  l a balance  de  
m ou i l lage  est  correctem ent  étalonnée.  

Le  texte  de  cette  norm e  est  i ssu  des  docum ents  su i vants :  

FDI S  Rapport  de  vote  

91 /1 405/FDI S  91 /1 426/RVD  

 
Le  rapport  de  vote  i nd i qué  dans  le  tableau  c i -dessus  donne  tou te  i n form ation  su r l e  vote  ayant  
abou ti  à  l 'approbati on  de  cette  norm e.  

Ce  docum ent  a été  réd igé  se lon  l es  D i recti ves  I SO/I EC,  Part ie  2 .  

Une  l i s te  de  tou tes  l es  part ies  de  la  séri e  I EC  60068,  publ i ées  sous  l e  t i tre  général  Essais 
d'environnement,  peu t  être  consu l tée  su r  l e  s i te  web  de  l ' I EC.  

Le  com i té  a  décidé  que  le  contenu  de  ce  docum ent ne  sera pas  m od i f i é  avan t  la  date  de  
stabi l i té  i nd i quée  su r l e  s i te  web  de  l ’ I EC  sous  "h ttp: //webstore. iec. ch "  dans  les  données  
re lati ves  au  docum ent  recherché.  A cette  date,  l e  docum ent sera   

•  recondu i t,  

•  supprim é,  

•  rem placé  par  une  éd i t i on  révisée,  ou  

•  am endé.  
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ESSAIS D'ENVIRONNEMENT –  
 

Partie  2-69:  Essais  – Essai  Te/Tc:  Essai  de  brasabi l i té   
des composants  électroniques et  cartes  imprimées par  

la  méthode de la  balance de moui l lage (mesure de la  force)  
 
 
 

1  Domaine d 'appl ication  

La présen te  part ie  de  l ' I EC  60068  spéci f ie  l 'essai  Te/Tc,  l a  m éthode  de  l a  balance  de  
m ou i l lage  au  bain  de  brasure  et  l a  m éthode  de  l a balance  de  m ou i l lage  à  l a  gou tte  de  brasure,  
pour déterm iner quan ti tati vem ent la  brasabi l i té  des  sorti es.  Ces  m éthodes  ne  servent  pas  à 
fourn i r  des  données  quanti tati ves  absolues  u ti l i sées  dans  le  cadre  d 'acception  ou  de  rejet.  

Les  m odes  opérato i res  décri vent  la  m éthode  de  l a balance  de  m ou i l l ag e  au  bain  de  brasure  
ains i  que  la  m éthode  de  l a balance  de  m ou i l lage  à  l a  gou tte  de  brasure.  Ces  deux  m éthodes  
son t  appl icables  aux  com posants  et  aux cartes  im prim ées  m un is  de  sort ies  m étal l i ques  et  de  
plots  de  brasage  m étal l i sés.  

Le  présen t  docum ent fourn i t  l es  m odes  opérato i res  de  m esure  pour l es  al l i ages  de  brasage  
avec  et  sans  plom b (Pb) .  

2 Références normatives  

Les  docum ents  su ivants  ci tés  dans  l e  texte  consti tuen t,  pou r tou t  ou  part ie  de  l eur con tenu ,  
des  exigences  du  présen t  docum en t.  Pour l es  références  datées,  seu le  l ’éd i t i on  c i tée  
s ’appl ique.  Pour l es  références  non  datées,  l a  dern ière  éd i t i on  du  docum ent  de  référence  
s 'appl i que  (y com pris  l es  éven tuels  am endem ents) .  

I EC 60068-1 ,  Essais d'environnement – Partie 1: Généralités et lignes directrices  

I EC  60068-2-2,  Essais d'environnement – Partie 2-2: Essais – Essai B: Chaleur sèche  

I EC  60068-2-20:2008,  Essais d'environnement – Partie 2-20: Essais – Essai T: Méthodes 
d'essai de la brasabilité et de la résistance à la chaleur de brasage des dispositifs à broches  

I EC  60068-2-66,  Essais d'environnement – Partie 2: Méthodes d'essai – Essai Cx: Chaleur 
humide,  essai continu (vapeur pressurisée non saturée)  

I EC  61 1 90-1 -3:2007,  Matériaux de fixation pour les assemblages électroniques – Partie 1-3: 
Exigences relatives aux alliages à braser de catégorie électronique et brasures solides 
fluxées et non-fluxées pour les applications de brasage électronique   
I EC  61 1 90-1 -3 :2007/AMD1 :201 0  

ISO 683  ( tou tes  l es  part i es) ,  Aciers pour traitement thermique,  aciers alliés et aciers pour 
décolletage  

I SO 6362  ( tou tes  les  parti es) ,  Barres,  tubes et profilés filés en aluminium et alliages 
d'aluminium corroyés  
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3 Termes et  défin i tions  

Pour les  besoins  du  présen t  docum ent,  les  term es  et  déf in i ti ons  donnés  dans  l ' I EC  60068-1  et  
dans  l ' I EC  60068-2-20  s 'appl iquen t.  

L' I SO  et  l ' I EC t iennent  à  j our  des  bases  de  données  term inolog iques  desti nées  à  être  u t i l i sées  
en  norm al isati on ,  consu l tables  aux adresses  su i vantes:  

•  I EC  E lectroped ia:  d i spon ible  à  l 'adresse  h ttp: //www. electropedia. org /  

•  I SO On l ine  browsing  p latform :  d ispon ible  à l 'adresse  h ttp: //www. iso. org /obp  

4 Description  générale de l a  méthode 

4.1  Général i tés  

I l  convient  que  l 'u t i l i sateur note  que  l a m éthode  d 'essai  spéci f iée  dans  l e  présent  docum ent  
est  destinée  à  fourn i r  des  données  cohéren tes  et  d iscrim inati ves  entre  l es  d i fféren ts  s i tes  
d 'essai .  Le  choix  de  l 'al l i age,  de  la  tem pérature  et  du  f l ux  do i t  donc  être  contrô lé.  

I l  est  consei l l é  d 'u ti l i ser  cette  m éthode  d 'essai  pour  con trô ler  un  processus  de  producti on .  
Toutefo is ,  étant  donné  que  chaque  processus  de  producti on  u t i l i se  d i fféren ts  al l i ages,  
d i fférentes  tem pératures  et  d i fférents  f l ux,  de  te l s  résu l tats  do i ven t  fai re  l 'obj et  d 'un  accord  
en tre  l 'u t i l i sateur  e t  l e  fou rn isseur.  En  cas  de  l i t i ge,  l es  m odes  opérato i res  du  présen t  
docum en t doi vent  prévalo i r.  

NOTE  Des  i n form ati ons  su r l a  bal ance  de  m ou i l l ag e  pou r l es  essai s  de  brasabi l i té  des  com posants  pou r m ontag e  
en  su rface  (CMS)  son t  présen tées  à  l 'Annexe  B.  

4.2  Composants  

Le spécim en  d 'essai  do i t  ê tre  un  échanti l lon  pré levé  dans  l e  l o t  de  producti on  prévu .  Le  
spécim en  d 'essai  est  m onté  sur  un  support  approprié  suspendu  à  une  balance  sensible.  U n  
f l ux  l i qu ide  est  ensu i te  appl i qué  au  spécim en  qu i  est  m is  en  con tact  avec l a surface  propre  de  
l a brasure  l i qu ide  dans  un  bain  de  brasure  ou  avec l e  somm et d 'une  gou tte  de  brasure.  Dans  
tous  les  cas,  l a  tem pérature  de  la brasure  est  contrô lée  et  l a  borne  ou  l a  sorti e  en  essai  est  
imm ergée  à  la  profondeur prescri te .  

4.3  Cartes  imprimées  

I l  convien t  d 'u ti l i ser  un  spécim en  d 'essai  représen tati f ,  une  part ie  de  l a  carte  im prim ée 
soum ise  à  essai  ou  la  carte  en tière,  s i  e l l e  respecte  les  l im i tes  d im ens ionnel l es ,  de  tel l e  sorte  
que  la  profondeur  d ' im m ersion  défi n ie  dans  l a m éthode  i nd ividuel l e  so i t  poss ible.  Des  
spécim ens  d 'essai  peuven t  être  u t i l i sés  pou r l 'essai  de  brasabi l i té  de  l a  surface  de  cartes  
ri g i des  et  pour  l 'essai  de  brasabi l i té  de  trous  traversan ts  m étal l i sés .  

Un  f lux  de  l i qu i de  est  ensu i te  appl i qué  au  spécim en  qu i  est  m is  en  contact  avec l a surface  
propre  d 'un  bain  de  brasure  ou  avec le  som m et d 'une  gou tte  de  brasu re,  à  tem pérature  
con trôlée  et  imm ergé  à l a  profondeur prescri te.  

4.4  Mesure  

Les  forces  résu l tantes,  m esurées  en  m N,  de  la  poussée  d 'Arch im ède et  de  l a  tens ion  de  
surface,  ag issant  su r la  sort i e  imm ergée,  son t  détectées  par  un  capteur et  converti es  en  un  
s i gnal  qu i  est  con tinuel lem ent  survei l lé  en  fonction  du  tem ps,  enreg istré  et  aff iché  su r  l 'écran  
d 'un  ord i nateur.  

La  vi tesse  et  l 'étendue  du  m ou i l lage  son t  dédu i tes  de  la  courbe  de  l a force  en  fonction  du  
tem ps.  La  courbe  peu t  être  com parée  à  ce l l e  obtenue  à  part i r  d 'un  spécim en  parfai tem en t 
m ou i l lé  de  m êm e natu re  et  de  m êm es  d im ensions.  

http://www.iso.org/obp
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5 Description  de l 'apparei l  d 'essai  

La Fi gure  1  et  l a  Fi gure  2  représen tent  un  m ontage  approprié  de  l 'appare i l  d 'essai .  

Les  spéci f ications  de  l 'appare i l  sont  données  à l 'Annexe  A.  

Le  spécim en  est  suspendu  à  une  balance  sens ible  et  un  m écan ism e est  u ti l i sé  so i t  pour fai re  
m onter  l a  brasure  en  fus ion  pour  qu 'e l le  vi enne  à  l a  rencontre  du  spécim en ,  so i t  pou r 
descendre  le  spécim en  dans  la  brasure.  Après  avoi r  été  m is  en  form e,  l e  s i gnal  du  capteur est  
transm is  à  un  ord i nateur  et  l a  courbe  de  la force  en  fonction  du  tem ps  peu t  être  aff ichée  et  
anal ysée.  

 

Légende  

1  Spécim en  2  Bain  de  brasu re  

3  Mécan i sm e  de  l evag e  du  bai n  de  brasu re  4  Balance  et  capteu r  

5  M i se  en  form e  du  s i g nal  6  Ord i nateu r  

7  Boît i er  de  comm ande    

Figure 1  – Disposi tion  de l 'apparei l  d 'essai   
(méthode de  l a  balance de mou i l lage  au  bain  de  brasure)  
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Légende  

1  Spécim en  2  B loc  support  de  gou tte  

3  Mécan i sm e  de  l evag e  4  Balance  et  capteu r  

5  M i se  en  form e  du  s i g nal  6  Ord i nateu r  

7  Boît i er  de  comm ande    

Figure 2  – Disposi tion  de l 'apparei l  d 'essai  (méthode   
de  l a  balance de  moui l l age à  l a  goutte  de brasure)  

6 Préparation  des spécimens 

6.1  Nettoyage 

Sauf  spéci f ication  con trai re,  l e  spécim en  do i t  ê tre  soum is  à l ' essai  en  l ' état  de  réception  et  i l  
convient  de  s 'assurer  qu 'aucune  part i e  de  l a  surface  à soum ettre  à  l 'essai  n 'est  contam inée,  
notamm ent par con tact  avec les  do ig ts,  pendan t  l a  préparation  et  l a  m an ipu lati on  du  
spécim en .  

S i  l a  spéci f i cation  du  com posant  l 'exi ge,  l e  spécim en  peut  ê tre  nettoyé  par im m ersion  dans  un  
so lvant  organ ique  neutre  à tem pératu re  am biante.  I l  convien t  de  laisser sécher  le  spécim en  à  
l 'ai r  avan t  l 'essai .  Aucun  au tre  nettoyage  n 'est  adm is.  

6.2  Précondi t ionnement  

Si  la  spéci f ication  du  com posan t  l 'exige,  l e  com posant  peu t  être  soum is  à  u n  
précond i t ionnem ent  avant  l 'essai .  Ce  précond i t i onnem ent  do i t  être  effectué  pendant  4  h  à  
1 55  °C,  sau f  accord  d i fféren t  en tre  l 'u t i l i sateur e t  l e  fourn isseur  (Tableau  1 ,  cond i t ion  F) .  

Dans  le  passé,  i l  étai t  courant  d 'u ti l i ser l e  term e vie i l l i ssem ent  accéléré  qu i ,  se lon  4. 1 . 1  de  
l ' I EC  60068-2-20:2008,  présen te  s ix  cond i t ions  al ternati ves  pouvant  être  u t i l i sées  s i  un  accord  
en tre  l ' u t i l i sateu r et  le  fou rn isseur  l 'au torise.  

A – vie i l l i ssem ent 1 a de  l ' I EC 60068-2-20;  

B  – vi e i l l i ssem en t 1 b  de  l ' IEC  60068-2-20;  

C  – vi e i l l i ssem ent  1 b  de  l ' I EC  60068-2-20,  m ais  pendant  8  h ;  

D  – vi e i l l i ssem ent  1 b  de  l ' I EC  60068-2-20,  m ais  pendant  1 6  h ;  

E  – vi e i l l i ssem ent  4  de  l ' I EC  60068-2-20;  

F  – vie i l l i ssem ent  3a de  l ' IEC  60068-2-20.  
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Le  précond i t ionnem ent  est  présenté  au  Tableau  1 .  

Tableau  1  – Précondi t ionnement  

Catégori e  de  
cond i tion  

Type de  
précondi tionnement  

Paramètres  
d 'exposi tion  

Recommandation  
d 'u ti l i sation  

Appl icabi l i té  par  
fi n i ti on  

A Vapeu r  1  h  +  5  m i n  Préférent i e l l e  F i n i t i on  sans  étai n  et  
à  al l i age  sans  étai n  

B  4  h  +  1 0  m in  Préférent i e l l e  F i n i t i on  sans  étai n  et  
à  al l i age  sans  étai n  

C  8  h  +  1 5  m in  Facu l tati ve  F i n i t i on  sans  étai n  et  
à  al l i age  sans  étai n  

D  1 6  h  +  30  m in  Facu l tati ve  F i n i t i on  sans  étai n  et  
à  al l i age  sans  étai n  

E  Vapeu r pressuri sée  
non  satu rée  ( 1 20  °C,  
85  % d 'hum id i té  
re l at i ve)  

4  h  +  1 0  m in  Préférent i e l l e  Tous  l es  f i n i s  

F  Cu i sson  sèche  à  
1 55  °C  

4  h  +  1 5  m in  Préférent i e l l e  Tous  l es  f i n i s  

 

7 Matériaux 

7.1  Brasure  

7. 1 . 1  Général i tés  

La brasure  u t i l i sée  à  l a  fo is  pour l 'essai  de  la  balance  de  m ou i l l age  au  bain  de  brasu re  et  pour 
l 'essai  de  la  balance  de  m ou i l lage  à  l a  gou tte  de  brasure  do i t  ê tre  te l le  que  spéci f i ée  en  7. 1 . 2  
ou  7. 1 . 3.  

7.1 .2  Al l i age de brasage contenant  du  plomb 

Ce type  de  brasure  do i t  être  du  Sn60Pb40A,  Sn63Pb37A ou  Sn62Pb36Ag02B  (se  reporter au  
nom  d 'al l iage  m en tionné  dans  l ' I EC  61 1 90-1 -3) .  

NOTE  La présence  d 'arg ent  dans  l a  brasu re  d im inue  l 'effe t  de  d i ssolu t i on  su r l es  m étal l i sati ons  contenan t  de  
l 'argen t  des  com posants.  La brasu re  con tentant  de  l ' argen t  peu t  donc  être  u t i l i sée  l o rsque  l a  spéci f i cati on  de  
com posant  appl i cabl e  l 'exi g e.  

7.1 .3  Al l i age de brasage sans plomb  

I l  convient  que  l a  com posi t i on  d 'al l i age  préféren ti e l l e  à  u t i l i ser so i t  consti tuée  d 'une  fracti on  
m assique  de  3, 0  %  d 'Ag ,  0 , 5  %  de  Cu ,  96, 5  % de  Sn  (Sn96, 5Ag3Cu , 5)  ou  0 , 7  %  de  Cu  et  
99, 3  %  de  Sn  (Sn99, 3Cu , 7) .  (Se  reporter  au  nom  d 'al l i age  m en ti onné  dans  l ' I EC  61 1 90-1 -3 . )  

NOTE  Le  Sn96, 5Ag 3Cu , 5  est  égal em ent  connu  sous  l e  nom  SAC 305.  

D'au tres  al l i ages  de  brasage  sans  plom b peuven t  être  u t i l i sés  selon  accord  entre  l ' u t i l i sateur  
et  le  fourn isseur.  

7.1 .4  Contrôle  de  la  contamination  de  l a  brasure  

La brasure  dans  des  bains  de  brasure  u t i l i sés  pour soum ettre  l a  brasabi l i té  à  l 'essai  do i t  ê tre  
anal ysée  ch im iquem ent  ou  par une  m éthode  spectrograph ique,  ou  rem placée  tous  les  
30  j ours  de  fonctionnem ent.  Les  n i veaux  de  contam inati on  et  l a  teneur en  étai n  (Sn)  doi vent  
être  conform es  aux  n i veaux  ind iqués  dans  le  Tableau  2.  Les  i n terval les  en tre  l es  anal yses  
peuven t  être  al l ongés  s i  l es  résu l tats  de  l 'essai  i nd iquen t  que  l es  l im i tes  de  contam ination  ne  
son t  pas  approchées.  La com posi t ion  de  la  brasure  sans  p lom b,  i ncluant  l es  n i veaux  de  
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con tam inati on ,  do i t  ê tre  m ain tenue  pendan t  l es  essais  avec  l es  n i veaux  du  cu i vre  et  de  
l 'argent  ajustés  pour correspondre  aux  exi gences  de  l 'al l i age.  

Un  j ou r de  fonctionnem ent  cons iste  en  une  période  de  hu i t  heures,  ou  tou te  partie  de  cette  
péri ode,  pendant  l aquel l e  la  brasu re  est  l i quéf iée  et  u t i l i sée.  S i  la  contam ination  dépasse  l es  
l im i tes  spéci fi ées  dans  l e  Tableau  2,  l a  brasure  do i t  ê tre  rem placée  et  l es  i n terval l es  en tre  l es  
anal yses  do iven t  être  raccourcis .  Un  p lan  d 'échan ti l l onnage  do i t  ê tre  développé,  m is  en  
œuvre  et  docum enté.  I l  do i t  i nd iquer l e  processus  de  con trôle  de  l a  con tam inati on  de  l a  
brasure.  

Tableau  2  – Lim i tes  maximales  des  contaminants du  bain  de brasure  

Contaminant  Limi te  maximale  d 'un  con tam inant  en  fraction  massique  

Al l i ages  SnPb a,  b  

%  
Al l i ages sans  plomb c,  d  

%  

Cu i vre  0 , 300  1 , 000  

Or  0 , 200  0 , 200  

Cadm ium  0, 005  0 , 005  

Zi nc  0 , 005  0 , 005  

Alum in i um  0. 006  0 , 006  

An tim oine  0 , 500  0 , 500  

Fer  0 , 020  0 , 020  

Arsen i c  0 , 030  0 , 030  

B i sm u th  0 , 250  0 , 250  

Argen t  0 , 1 00  4, 000  

N i ckel  0 , 01 0  0 , 01 0  

P lom b N/A 0 , 1 00  

a  La teneur en  étai n  de  l a  brasu re  do i t  être  m ain tenu e  dans  l es  l im i tes  de  ±  1  %  de  l ' al l i age  nom inal  u t i l i sé.  La  
teneur en  étai n  doi t  être  sou m ise  à  essai  à  l a  m êm e  fréquence  qu e  l 'essai  de  con tam inati on  pou r l e  
cu i vre/l 'o r.  Le  reste  du  bai n  do i t  ê tre  du  pl om b et/ou  l es  é l ém ents  énoncés  ci -dessus.  

b  La som m e des  con tam inan ts  cu i vre,  or,  cadm ium ,  z i nc  et  al um in i um  ne  do i t  pas  dépasser 0 , 4  %.  Ne  
s 'appl i que  pas  au x al l i ages  sans  pl om b.  

c  La  teneur en  étai n  de  l a  brasu re  do i t  ê tre  m ain tenue  dans  l es  l im i tes  de  ±1 % de  l 'al l i ag e  nom inal  u t i l i sé.  La  
teneur en  étai n  doi t  ê tre  soum ise  à  essai  à  l a  m êm e fréqu ence  qu e  l 'essai  de  concen trati on  pou r l e  
cu i vre/l 'arg en t.  Le  reste  du  bai n  do i t  être  const i tué  des  é l ém ents  énoncés  ci -dessus.  

d
 Les  l im i tes  m axim ales  de  con tam inati on  son t  appl i cabl es  au  Sn96, 5Ag3Cu , 5.  D 'au tres  l im i tes  de  

con tam inati on  d 'al l i ag es  de  brasage  sans  pl om b peuvent  être  u t i l i sées  selon  accord  en tre  l 'u t i l i sateu r et  l e  
fou rn i sseur.  

 

7.1 .5  Masse de brasure  pour la  méthode de la  balance de  mou i l l age à  la  gou tte de  
brasure  

Pour la  m éthode  de  la  balance  de  m ou i l lage  à  l a  gou tte  de  brasu re,  l a  brasure  do i t  se  
présenter sous  l a form e  de  pasti l l es  ou  de  f i l s  coupés  d 'une  m asse  de  200  m g  ±  1 0  m g  pour  
une  u t i l i sation  sur  un  b loc  support  de  gou ttes  d 'un  d iam ètre  de  4  mm ,  de  1 00  m g  ±  1 0  m g  
pour une  u t i l i sati on  su r un  bloc support  de  gou ttes  d 'un  d iam ètre  de  3, 2  m m ,  de  
25  m g  ±  2 , 5  m g  pour  une  u t i l i sat i on  sur un  bloc support  de  gou ttes  d 'un  d iam ètre  de  2  m m  et  
de  5  m g  ±  0 , 5  m g  pour  une  u t i l i sati on  sur un  bloc  support  de  gou ttes  d 'un  d iam ètre  de  1  mm .  
Voi r  Tableau  3.  
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Tableau  3  – Tai l l es  des gouttes  et  des  pasti l l es  

Diamètre  des  broches  

mm  

Masse des  pasti l l es  

m g  

Tolérance relati ve  à  l a  masse  des  
pasti l l es  

m g  

1  5  ±0, 5  

2  25  ±2, 5  

3 , 2  1 00  ±1 0  

4  200  ±1 0  

 

Une  nouvel le  pasti l l e  de  brasu re  do i t  ê tre  u t i l i sée  pour  chaque  essai  excepté  dans  l e  cas  
d 'une  techn ique  de  répéti ti on .  Pour  l es  al l iages  sans  p lom b et  l es  al l i ages  à base  de  plom b et  
d 'étain ,  i l  convient  d 'u t i l i ser des  b locs  de  support  de  gou ttes  déd iés  d isti ncts  pour  évi ter  u ne  
con tam inati on  cro isée.  Des  b locs  de  support  de  gou ttes  concaves  son t  présentés  à  
l 'Annexe  C.  

7.2  Flux 

7.2. 1  Flux à  base de  résine  

Les  f l ux  à  base  de  rés i ne  présen tés  ci -dessous  son t  l es  f l ux  préférenti e ls  pour l 'essai .  Se  
reporter  au  Tableau  4  pour p lus  de  détai ls .  

a)  Flux  non  act i vé  

b)  Flux  à faible  act i vati on  

c)  Fl ux  à forte  acti vati on  

Tableau  4  – Composi tions de  fl ux à  base de résine  

Consti tuan t  a  Composi tion  par fraction  massique  
% 

Flux non  activé  Flux à  faibl e  
acti vation  

Flux à  forte  
acti vation  

Colophane  25  ±  0 , 5  25  ±  0 , 5  25  ±  0 , 5  

Ch lorhydrate  de  d i éthyl am ine  (CAS  n °  660-68-4)  Aucune  0 , 1 5  ±  0 , 01  0 , 39  ±  0 , 01  

Al cool  i sopropyl i qu e  (CAS  n°  67-63-0)  ou ,  en  
varian te,  al cool  éthyl i que  (CAS  n°  64-1 7-5)  

75  ±  0 , 5  74, 85  ±  0 , 5  74, 61  ±  0 , 5  

Masse  de  ch l ore  des  sol i des  b  0  0 , 2  0 , 5  

a  La spéci f i cati on  est  donnée  à  l 'Annexe  B  de  l a  norm e  I EC  60068-2-20:2008.  

b  Exprim ée  sous  l a  form e  de  ch l ore  l i bre  su r l a  teneu r en  co l ophane.  

 

7.2.2  Maintenance du  flux  

I l  convien t  que  l e  f lux  à  u t i l i ser  pour l es  essais  provienne  du  conteneur fourn i  et  so i t  versé  
dans  un  peti t  récipien t  (un  bécher) .  I l  convient  que  l e  f l ux  appl iqué  pour  l es  essais  so i t  pri s  
dans  ce  peti t  récipien t.  Après  l es  essais ,  i l  convient  de  m ettre  au  rebu t  l e  f l ux  restan t  qu i  n 'a 
pas  été  u t i l i sé.  

7.2.3  Cri tères de  sélection  de  flux d 'essai  

Se reporter aux  Art ic les  B. 5  et  B . 8  pour  p lus  d ' i n form ations  sur  l 'adopti on  et  l ' u t i l i sation  de  ces  
f l ux  d 'essai .  
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8 Mode opératoire  

8.1  Température d 'essai  

8. 1 . 1  Al l i age de brasage contenant  du  plomb 

La tem pérature  de  l a brasure  avant  et  pendant  les  essais  doi t  ê tre  235  °C  ±  3  °C.  

8. 1 .2  Al l i age de  brasage sans plomb  

Sauf  d isposi t ion  con trai re  dans  l a  spéci f i cation  appl icable,  l a  tem pérature  du  brasage  avant  
l 'essai  do i t  être  de  245  °C  ±  3  °C  pour l 'al l iage  Sn96,5Ag3Cu, 5  et  250  °C  ±  3  °C  pour l 'al l iage  
Sn99, 3Cu , 7.  

8.2  Mode opératoi re  d 'essai  

8.2. 1  Mode opératoi re  d 'essai  appl icable  

Pour les  com posants  non  CMS à sorties,  se  reporter  à 8 . 2 . 2 .  

Pour  les  com posants  CMS sans  sorties  ou  à  sort ies,  se  reporter à 8. 2 . 2  ou  8. 2. 3 .  

Pour  les  cartes  im prim ées,  se  reporter à 8. 2 .4.  

8.2.2  Mode opératoi re  de la  balance  de  mou i l lage  au  bain  de  brasure  

Le spécim en  est  m on té  sur un  support  approprié  pour fourn i r  l 'ang le  d ' im m ersion  souhai té  e t  
l a  ou  l es  sorties  sont  cen trées  au -dessus  du  bain  de  brasure.  Les  ang les  d ' im m ersion  
préféren ti e ls  sont  donnés  dans  l e  Tableau  5.  

La tem pérature  de  l a brasure  avant  l ' essai  do i t  être  ce l le  décri te  en  8 . 1 .  

Avan t  l 'essai ,  u ne  couche  conti nue  de  f l ux  approprié  est  appl i quée  à  l a  parti e  de  l a  sort ie  du  
com posant  à  soum ettre  à l 'essai ,  au  m oyen  d 'une  t i ge  à cocktai l ,  d 'un  tam pon  de  coton  ou  
d 'un  appl icateur  s im i lai re,  et  l 'excès  des  gou tte lettes  de  f l ux  est  ret i ré  par contact  avec  du  
papier  absorbant.  I l  es t  très  im portan t  que  l 'excès  de  f l ux  ne  pu isse  pas  pénétrer  dans  le  
support  du  spécim en  ou  rester sur l e  com posant.  La présence  d 'excès  de  f l ux  en traîne  une  
ébu l l i t i on  explos ive  lorsque  le  solvant  du  f l ux  en tre  en  con tact  avec l a brasure  en  fus ion .  

Imm édiatem en t  avant  l 'essai ,  essu yer  l 'oxyde  de  l a surface  du  bain  de  brasure  au  m oyen  
d 'une  lam e  non  m ou i l l able.  S i  nécessai re,  l e  d i spos i t i f  de  suspension  de  l 'apparei l  e t  
l ' en reg istreur g raph ique  son t  rég lés  su r l a  pos i t ion  zéro.  

Com posants  non  CMS à  sorti es:  suspendre  le  spécim en  sur  l 'apparei l  de  te l le  sorte  que  le  
bord  i n férieur du  com posant  soi t  s i tué  20  m m  ±  5  mm  au-dessus  de  l a surface  de  la  brasure.  
Les  spécim ens  sont  alors  m is  en  contact  à  une  vi tesse  com prise  en tre  5  m m /s  et  20  mm /s,  de  
te l l e  sorte  qu ' i l s  so ien t  im m ergés  à  l a  profondeur exi gée  en  m oins  de  0 , 2  s .  

Com posants  CMS:  i l  est  im portan t  de  s 'assurer que  l e  spécim en  d 'essai ,  au  débu t  de  l 'essai ,  
est  pos i t i onné  sur  l 'apparei l  à  une  d istance  m axim ale  de  1 0  mm  ±  2  mm  et  de  laisser l e  
spécim en  préchauffer/sécher  pendan t  30  s  ±  1 5  s  avant  l ' imm ersion  dans  l a gou tte  de  brasu re.  
Cette  péri ode  est  exigée  pour  reti rer  l e  so lvan t  du  f l ux  avan t  l 'essai  e t  pour  préven i r  
l ' ébu l l i t i on  explos ive  l orsque  le  spécim en  et  l a  brasure  en tren t  en  con tact.  B i en  en tendu ,  l e  
chargem ent  e t  l e  déchargem ent  des  spécim ens  d 'essai  peuven t  se  fai re  à une  d is tance  
supérieure,  par  exem ple  supérieure  à 20  m m .  Le  spécim en  et  l a  brasure  son t  m is  en  contact  
à u ne  vi tesse  com prise  entre  1  mm/s  et  5  mm/s.  
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La  profondeur recomm andée  d ' imm ersion  de  l a su rface  à  soum ettre  à  l 'essai  dans  l a  brasure  
do i t  ê tre  ce l le  spéci f iée  au  Tableau  5 .  Voi r  également  l a  F igure  3.  Le  Tableau  5  donne  l 'ang le  
d ' imm ersion  dans  l a  brasure  pour  des  com posan ts  CMS,  des  com posan ts  CMS à  sorties  et  
des  com posan ts  non  CMS à  sorties .  

Tableau  5  – Cond i tions d 'essai  recommandées avec  
l a  balance  de  mou i l lage  au  bain  de brasure en  fusion  

Exemples de composants  Ang le  d ' immersion a  F i gure 3  Profondeur 
d ' immersion   

mm  Type  Code de tai l l e  

Com posants  
non  CMS  à  
sort i es  

N /A Vert i cal  1 M ,  1 N ,  1 P ,  1 Q  2  à  4  

Condensateu
rs  

1 608M  (0603 )  b  
201 2M  (0805)  b  
321 6M  (1 206 )  b  
4532M  (1 81 2)  b  

Hori zon tal ,  Vert i cal  ou  
20°  à  45°  

1 A, 1 B,  1 C  

0 , 04  à  0 , 1 0  

Rési s tances  1 608M  (0603)  b  
201 2M  (0805)  b  
321 6M  (1 206)  b  

Hori zontal ,  Vert i cal  ou  
20°  à  45°  

1 A,  1 B , 1 C,  
1 G  d , 1 H  d  

Com posants  
CMS à 
sort i es  

SOT 23  
SOT 89  
SOT 223  
SOI C  1 6  c  
SOI C  28  c  
VSO 40  c  
QFP  48  c  
QFP  1 60  c  
PLCC 44  c  
PLCC 84  c  

Vert i cal  ou  20°  à  45°  
1 D,  1 E ,  1 F  

1 J ,  1 K,  1 L  

Com posants  
CMS  
cyl i nd ri ques  

N /A 
Hori zon tal ,  vert i cal  ou  
20°  à  45°  1 A,  1 B,  1 C  

SOD 80  N /A Verti cal  ou  20°  à  45°  1 B,  1 C  

Non  recom m andé  pour l es  d im ens ions  i n féri eu res  à  1 608M  (0603) .  

La du rée  d ' imm ers ion  recommandée  est  de  5  s ,  excepté  pou r  l es  com posants  SOT 89  et  SOT 223,  pou r l esquels  
une  du rée  de  1 0  s  est  recom mandée.  

La vi tesse  d ' im m ers ion  recom m andée  pou r tous  l es  com posants  est  com pri se  en tre  1  mm/s  et  5  mm/s.  

Les  profondeurs  d ' imm ers ion  son t  l es  valeu rs  recom m andées.  S i  nécessai re,  une  profondeur d ' im m ers ion  pl us  
g rande  ou  une  du rée  d ' im mersion  pl us  l ongue  peu vent  être  choi s i es ,  par exem ple  en  cas  de  transfert  therm iqu e  
i nadéquat.  Les  précau ti ons  nécessai res  son t  i n d i quées  en  B. 7. 3. 1 .  

a   Ori en tat i on  des  bornes  ou  des  sort i es  du  spécim en  vers  l a  su rface  du  bai n  de  brasu re.  

b   Les  codes  de  tai l l e  en tre  paren thèses  et  l es  d im ensions  son t  exprim és  en  un i tés  de  m esure  ang l o-saxonnes.  

c   Ces  sort i es  peu ven t  être  coupées  et  soum ises  à  l ' essai  i nd i vi due l l em ent,  m ai s  i l  convien t  de  vei l l er  à  ne  pas  
déform er l a  part i e  de  l a  sort i e  à  soum ettre  à  l ' essai .  I l  convien t  d 'effectuer  cette  opérati on  après  
vi e i l l i ssem ent,  s i  un  m ode  opérato i re  de  vi e i l l i ssem ent  est  appl i qu é.  

d   Les  schém as  1 G  et  1 H  de  l a  F i gu re  3a son t  appl i cabl es  au x com posants  qu i  n ' on t  pas  une  é l ectrode  d i r i gée  
vers  l a  su rface  de  l a  brasure  l orsqu 'une  im m ers ion  du  type  1 B  est  appl i quée.  
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a)  – Exemples d ' immersion  A à  H  

 

Légende  

1  Surface  de  brasu re  en  fus i on  2  P lan  de  s i ège  

b)  – Exemples  d ' immersion  J  à  Q  

Figure 3  – Condi t ions d ' immersion  pour la  méthode du  bain  de brasure  

La brasure  et  l e  spécim en  son t  m ain tenus  dans  cette  pos i t i on  pendan t  au  m oins  5  s ,  pu is  son t  
séparés.  
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La  vi tesse  de  retrai t  n 'est  pas  spéci fi ée  étant  donné  que  l a courbe  de  force  n 'est  pas  anal ysée  
une  fo is  que  l e  spécim en  com m ence à se  séparer  de  la  brasure.  

La  séquence  tem porel l e  de  l ' essai  est  i nd i quée  dans  le  Tableau  6.  Pou r m ain ten i r  l a  
répétabi l i té,  i l  convien t  que  la  durée  de  l a séquence  d 'essai  so i t  l a  p l us  courte  poss ible.  

Tableau  6  – Séquence temporel le  de  l 'essai  (bain  de  brasure)  

Mode opératoi re  Temps  
s  

Durée  
s  

1 )  Add i t i on  de  f l u x  0  5  

2)  Suspendre  l e  spécim en  su r l ' apparei l  ~ 1 5  1 0  

3 )  Essuyer l ' oxyde  de  l a  su rface  de  l a  brasure  ~20  5  

4)  Préchau ffag e  ~30  30  ±  1 5  

5)  Dém arrage  ~75  3  à  25  

6)  I mm ers ion  de  l a  brasu re  1 00  m ax.  5  

 

La force  vert icale  ag issan t  sur  l e  spécim en  est  enreg istrée  pendan t  la  péri ode  de  contact  
en tre  la  brasure  et  l e  spécim en.  I l  n 'est  pas  nécessai re  d 'enreg is trer la  force  pendan t  l e  retrai t,  
étant  donné  que  la  part ie  de  l a  courbe  correspondan t  au  retrai t  n 'est  pas  anal ysée.  

Une  fo is  le  spécim en  refro id i ,  l es  rés idus  de  f l ux  du  spécim en  son t  nettoyés  au  m oyen  d 'un  
so lvant  organ ique  neutre .  Le  spécim en  est  soum is  à un  exam en  visuel  sous  un  g ross issem ent  
de  1 0  × .  I l  convient  d 'accorder une  atten tion  particu l i ère  au  retrai t  de  m ou i l lage,  dans  l a 
m esure  où  ce lu i -ci  ne  se  produ i t  souven t  qu 'une  fo is  que  le  spécim en  est  reti ré  de  l a  brasure.  

I l  est  à  noter que  le  retrai t  de  m ou i l l age  peu t  être  m asqué  par  la  présence  de  stalacti tes  de  
brasure  f igées  sur  l a  sort ie  l orsque  cel le-ci  est  reti rée  de  la  brasure.  

8.2.3  Mode opératoi re  de la  balance  de  mou i l lage  à  l a  goutte de  brasure  

Sauf  spéci fi cati on  contrai re  dans  l 'Annexe  C  pour  l es  condensateurs/rés istances  
0603M  (0201 ) ,  l e  m ode  opérato i re  su ivan t  doi t  ê tre  appl i qué.  

Cho is i r  l e  b l oc  support  de  gou tte  approprié  pou r le  com posant  à  soum ettre  à  l 'essai .  Les  
tai l les  de  broches  de  bloc  support  de  gou tte  recomm andées  sont  fourn ies  au  Tableau  7.  

Rég ler  l a  tem pératu re  de  l a brasure  com m e cela est  spéci f ié  en  8. 1 .  I l  convien t  de  ne  j am ais  
chau ffer  l es  b locs  supports  de  gou ttes  sans  présence  de  brasure  su r  la  broche  en  fer.  Le  
chau ffage  de  l a broche  non  couverte  est  susceptible  d 'oxyder l e  fer qu i  devien t  al ors  d i ff ici l e  à  
m ou i l ler.  

Le  spécim en  est  m on té  su r l e  support  approprié,  af i n  d 'obten i r  l ' ang le  d ' imm ersion  souhai té,  
et  l a  sort i e  à soum ettre  à  l 'essai  est  cen trée  au-dessus  de  l a gou tte  de  brasure.  Les  ang les  et  
l es  profondeu rs  d ' imm ersion  recom m andés  pour  une  gamm e typique  de  com posants  son t  
fourn is  au  Tableau  7  et  à  l a  F igu re  4.  

Avan t  l ' essai ,  une  couche  conti nue  de  f l ux  approprié  est  appl i quée  à  l a  part ie  de  l a  sort ie  du  
com posan t  à  soum ettre  à l 'essai ,  au  m oyen  d 'une  t i ge  à cocktai l ,  d 'un  tam pon  de  coton  ou  
d 'un  appl icateur  s im i lai re,  et  l 'excès  des  gou tte lettes  de  f l ux  est  ret i ré  par contact  avec  du  
papier  absorbant.  I l  est  très  im portan t  que  l ' excès  de  f l ux  ne  pu isse  pas  pénétrer  dans  le  
support  du  spécim en  ou  rester sur l e  com posan t.  La présence  d 'excès  de  f l ux  en traîne  une  
ébu l l i t i on  explos ive  lorsque  le  solvant  du  f l ux  en tre  en  con tact  avec l a brasure  en  fus ion .  
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Imm édiatem ent  avant  l 'essai ,  i l  convient  de  ret i rer  l a  brasure  de  l 'essai  précédent  en  essu yan t  
l e  b l oc  support  de  gou ttes  au  m oyen  d 'un  tam pon  de  coton  et  de  le  rem placer par  u ne  
nouvel le  pasti l l e  de  m asse  appropriée.  Une  quanti té  su ffi sante  de  f l ux  à  rés i ne  acti vée  (0 , 5  %  
d 'halogénure,  com m e spéci f i é  en  7. 2)  do i t  être  appl i quée  à  la  gou tte  de  brasure.  Cela  perm et  
de  m ain ten i r  une  surface  propre  pendant  tou te  l a  durée  de  l 'essai  et  de  s 'assurer que  l a  
broche  en  fer est  en ti èrem ent  m ou i l l ée  et  que  l a brasure  prend  une  form e hém isphérique  
régu l i ère.  S i  nécessai re,  l e  d ispos i t i f  de  suspension  de  l 'appare i l  et  l e  d ispos i t i f  
d 'enreg istrem ent  son t  rég lés  su r  la  pos i t ion  zéro.  

Suspendre le  spécim en  sur l 'apparei l  de  tel le  sorte que le  bord  inférieur du  composant soi t  s i tué 
1 0  mm  ±  2  mm  au-dessus  de  l a gou tte  de  brasure  et  l aisser l e  spécim en  préchauffer/sécher.  

Le  spécim en  et  l a  brasure  sont  alors  m is  en  contact  à  une  vi tesse  com prise  entre  0, 1  m m /s  et  
5  mm/s.  La profondeur d ' im m ersion  de  l a surface  à soum ettre  à l 'essai  dans  l a brasure  do i t  
être  te l le  que  spéci fi ée  au  Tableau  7,  qu i  fou rn i t  l es  profondeurs  d ' imm ersion  pour  une  
gam m e typique  de  com posan ts,  et  à  l a  Figure  4, .  

Tableau  7  – Cond i tions d 'essai  recommandées avec  
l a  balance de mou i l lage  à  l a  goutte de  brasure en  fusion  

Exemples  de composan ts  Ang le  
d ' immersionb  

Figure 4  Profondeur 
d ' immersion  

Dimension  
de l a  
broche  

Masse de  l a  
goutte  

Remarques  

Type  Code de tai l l e    mm  mm  m g   

Condensate
u rs  

0603M  (0201 )  a  c  Hori zontal  2A 0 , 02  ou  0 , 01  2  ou  1  25  ou  5  Voi r  
l 'Annexe  C  

1 005M  (0402)  a  Hori zon tal  ou  
vert i cal  

2A,  2B  0 , 1 0  2  25   

1 608M  (0603)  a  

201 2M  (0805)  a  Hori zon tal  2A 3 , 2  ou  4  1 00  ou  200   

321 6M  (1 206)  a  4  200   

Rés i stances  0603M  (0201 )  a  c  Hori zontal  2A 0 , 02  ou  0 , 01  2  ou  1  25  ou  5  Voi r  
Annexe  C  

1 005M  (0402)  a  Hori zon tal  2A 0 , 05  2  25   

Vert i cal  2B  0 , 1 0  

1 608M  (0603)  a  Hori zon tal  ou  
vert i cal  

 

201 2M  (0805)  a  2A,  2H d  3, 2  ou  4  1 00  ou  200  

321 6M  (1 206)  a  4  200  

Condensate
urs  au  
tan tal e,  LED  

A e ,  B ,  C  , D  Vert i cal  2H  d  0, 1 0  4  200   

Com posants  
CMS à 
sort i es  f  

SOT 23,  25,  26,  
323,  343,  353,  
363  

20°  à  45°  2D  0 , 1 0  2  25   

SOT 89  2F  0 , 20  4  200  1  broche  
extéri eure  
un i quem ent  SOT 223,  523  0 , 25  

Di ode  papi l l on   

Tou t  SOI C  
VSO 
QFP,  SOP  

2D  0, 20  Reti rer un  
nom bre  
su ff i sant  de  
sort i es  af i n  
d 'évi ter  tou te  
form ati on  de  
pon ts  en tre  
l es  sort i es  
soum ises  à  
l 'essai  

PLCC,  SOJ  Hori zon tal  2E  0 , 1 0  
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Exemples  de composan ts  Ang le  
d ' immersionb  

Figure 4  Profondeur 
d ' immersion  

Dimension  
de l a  
broche  

Masse de  l a  
goutte  

Remarques  

Type  Code de tai l l e    mm  mm  m g   

QFN  N /A Hori zontal  2H  d  0, 1 0  2  25  Vei l l er à  
évi ter  tou te  
form ati on  de  
ponts  

Com posants  
CMS 
cyl i nd ri ques  

N /A Hori zontal  ou  
vert i cal  

2A,  2B  0 , 25  4  200   

SOD  80  N /A Vert i cal  2B  0 , 20  4  200   

Tou t  
BGA, CSP  
ou  LGA g  

N /A Hori zontal  2G  0 , 1 0  2  25  Seu les  des  
bi l l es  
péri phéri qu es  
peu ven t  être  
soum ises  à  
l 'essai  

BGA pas  des  bi l l es  
<1  mm  

Hori zontal  2G  0 , 05  1  5  Seu les  des  
bi l l es  
péri phéri qu es  
peu ven t  être  
soum ises  à  
l 'essai  

Non  recomm andé  pour l es  d im ensions  i n féri eu res  à  0603M  (0201 ) .  

I l  est  préférable  d 'u t i l i ser l a  m éthode  du  bai n  de  brasu re  pou r l es  condensateu rs  de  d im ension  321 6M  (1 206) .  

La du rée  d ' imm ers ion  recom mandée  est  de  5  s ,  excepté  pou r l es  com posants  SOT 89  et  SOT 223,  pour l esque ls  
une  du rée  de  1 0  s  est  recom mandée.  

Pour l e  schém a 2B  de  l a  Fi gure  4,  un  décalage  vers  l a  d ro i te  peu t  être  u t i l i sé.  Ce  décalage  vers  l a  d roi te  par  
rapport  au  somm et  du  bl oc  support  de  g ou tte  do i t  être  com pri s  en tre  0  %  et  1 5  %  du  d i am ètre  de  l a  broche  et  tou t  
décalage  vers  l a  g auche  do i t  ê tre  évi té.  

a  Les  codes  de  tai l l e  en tre  paren thèses  et  l es  d im ens ions  son t  exprim és  en  un i tés  de  m esure  ang l o-saxonnes.  

b  Ori en tat i on  des  bornes  ou  des  sort i es  du  spécim en  vers  l a  su rface  du  bai n  de  brasu re.  

c  Les  détai l s  des  cond i t i ons  d 'essai  pou r l es  condensateu rs/rés i stances  0603M  (0201 )  son t  spéci f i és  à  
l 'Annexe  C.  

d  Le  schém a 2H  de  l a  Fi gure  4  est  appl i cable  au x com posants  qu i  n ' on t  pas  une  é l ectrode  d i ri gée  vers  l a  su rface  
de  l a  brasu re  l orsqu 'u ne  im m ers ion  du  type  2B  est  appl i quée.  

e  Cet  essai  peu t  être  réal i sé  un i quem ent  avec  un  certai n  m atéri el  d 'essai .  

f  Ces  sort i es  peu ven t  être  coupées  et  soum ises  à  l 'essai  i nd i vi duel l em ent,  m ai s  i l  convien t  de  vei l l er  à  ne  pas  
déform er l a  part i e  de  l a  sort i e  à  soum ettre  à  l 'essai .  I l  convi en t  d 'effectuer cette  opérat i on  après  vi e i l l i ssem ent,  
s i  un  m ode  opératoi re  de  vi e i l l i ssem ent  est  appl i qu é.  

g  Cet  essai  est  recom m andé  u n i qu em ent  pou r l es  b i l l es  et  l es  bosses  qu i  ne  fondent  pas  à  l a  tem pératu re  
respecti ve  et  qu i  n e  son t  pas  conçues  pou r fondre  l ors  d 'une  nou vel l e  fus i on .  



IEC 60068-2-69:201 7  © I EC  201 7  – 73  –  

 

Figure 4  – Condi t ions d ' immersion  pour la  méthode de la  goutte de brasure  

La brasure  et  l e  spécim en  son t  m ain tenus  dans  cette  pos i t i on  pendan t  au  m oins  5  s ,  pu is  son t  
séparés.  

La vi tesse  de  retrai t  n 'est  pas  spéci f i ée  étan t  donné  que  l a courbe  de  force  n 'est  pas  anal ysée  
une  fo is  que  l e  spécim en  com m ence à se  séparer  de  la  brasure.  

La séquence  tem porel l e  de  l 'essai  est  i nd i quée  dans  le  Tableau  8.  Pou r m ain ten i r  l a  
répétabl i l i té,  i l  convien t  que  la  durée  de  l a séquence  d 'essai  so i t  l a  p lus  courte  poss ible.  

Tableau  8  – Séquence  temporel le  de  l 'essai  (goutte  de brasure)  

Mode opératoi re  Temps  
s  

Durée  
s  

1 )  S 'assu rer qu e  l a  su rface  de  l a  broche  est  propre  et  p lacer une  nouvel l e  
pasti l l e  de  brasu re  0  1 0  

2)  Suspendre  l e  spécim en  su r l ' apparei l  ~ 1 5  5  

3)  Appliquer le flux à la goutte de brasure ~30  – 

4)  Préchauffage ~40  30  ±1 5  

5)  Dém arrage  ~85  3  à  25  

6)  I mm ers ion  de  l a  brasure  1 1 0  m ax.  5  

 

La force  vert icale  ag issan t  sur  l e  spécim en  est  enreg istrée  pendan t  la  péri ode  de  contact  
en tre  le  spécim en  et  la  brasu re.  I l  n 'est  pas  nécessai re  d 'enreg is trer la  force  pendan t  l e  retrai t,  
étant  donné  que  la  part ie  de  l a  courbe  correspondant  au  retrai t  n 'est  pas  anal ysée.  

Une  fo is  le  spécim en  refro id i ,  l es  rés idus  de  f l ux  du  spécim en  son t  nettoyés  au  m oyen  d 'un  
so lvant  organ ique  neutre .  Le  spécim en  est  soum is  à un  exam en  visuel  sous  un  g ross issem ent  
de  1 0  × .  I l  convient  d 'accorder une  atten tion  particu l i ère  au  retrai t  de  m ou i l lage,  dans  l a  
m esure  où  ce lu i -ci  ne  se  produ i t  pas  souven t  avan t  que  l e  spécim en  so i t  reti ré  de  la  brasure.  
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I l  es t  à  noter que  le  retrai t  de  m ou i l lage  peu t  être  m asqué  par  la  présence  de  stalacti tes  de  
brasure  f i gées  sur  l a  sort ie  l orsque  cel le-ci  est  reti rée  de  la  brasure.  

8.2.4  Mode opératoi re  d 'essai  de spécimens de cartes imprimées  

8.2.4.1  Spécimen  d 'essai  

Le  spécim en  d 'essai  do i t  ê tre  une  carte  com plète,  u ne  secti on  de  carte  ou  un  spécim en  
d 'essai  suggéré,  comm e cela  est  représenté  à  la  Figu re  5 .  

 

Figure 5  – Spécimens d 'essai  de balance de  moui l lage  
suggérés  et  immersion  dans l a  brasure  

8.2.4.2  Mode opératoi re  

Les  spécim ens  d 'essai  do i vent  être  com plètemen t  trem pés  dans  l e  f lu x  pour  être  brasés  
pendan t  5  s  à  1 0  s .  Le  f l ux  do i t  ê tre  m ain tenu  à la  com posi t i on  prescri te  en  7. 2. 3 .  Après  
retrai t  du  f l ux,  l e  spécim en  d 'essai  do i t  pouvoi r  s 'égou tter vert icalem ent pendan t  60  s  au  
m axim um .  L'excès  de  f l u x  do i t  ê tre  ret i ré  en  plaçan t  un  m atériau  absorbant  et  propre  su r  l a  
surface  à  soum ettre  aux  essais.  L'essai  de  brasabi l i té  do i t  alors  être  effectué  en  un  tem ps 
supérieur  ou  égal  à  1  m in  et  i n féri eur ou  égal  à  5  m in  après  l 'absorption .  

Suspendre  le  spécim en  sur  l 'appare i l  de  te l le  sorte  que  son  bord  i n férieur  so i t  s i tué  
1 0  mm  ±  1  mm  au-dessus  du  bain  de  brasure  pour  l e  préchauffer  pendan t  20  s  ±  1  s ,  com m e 
ce la  est  représenté  à  la  F igu re  6.  L'essai  do i t  comm encer après  avo i r  nettoyé  l 'oxyde  de  
surface  provenan t  de  l a  brasure  en  fus ion  et  après  avoi r  l aissé  5  s  ±  5  s  à  la  su rface  du  bain  
pour  se  stabi l i ser.  

La surface  recouverte  de  f l ux  do i t  être  imm ergée  une  seu le  fo is  dans  l a  brasure  en  fus ion  à  
une  profondeur  de  0, 20  mm  ±  0 , 1  mm .  L'ang le  d ' imm ersion  doi t  ê tre  com pris  en tre  20  °  et  40  ° .  
Un  ang le  de  90  °  peu t  être  u t i l i sé  un iquem ent  se lon  accord  en tre  l ' u t i l i sateur et  l e  fourn i sseur  
sur l e  choix  d 'ang le  d ' im m ersion .  La  vi tesse  d ' imm ersion  doi t  ê tre  com pri se  entre  1  mm /s  et  

5  m m /s  et  l a  du rée  d ' imm ersion  do i t  être  5 , 0
0,5

0

−
 s .  Le  f l ux  do i t  être  reti ré  de  tous  l es  

spécim ens  d 'essai  à  l 'ai de  d 'un  agent  de  nettoyage  approprié.  
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Figure 6  – Immersion  de cartes  imprimées  

La séquence  tem porel l e  de  l 'essai  est  i nd i quée  dans  le  Tableau  6.  Pou r m ain ten i r  l a  
répétabi l i té,  i l  convien t  que  la  durée  de  l a séquence  d 'essai  so i t  l a  p l us  courte  poss ible.  

9 Présentation  des résul tats  

9.1  Forme de la  courbe de  l a  force en  fonction  du  temps  

La courbe  peut  être  enreg is trée  sous  deux formes  d i fférentes,  l a  seu le  d i fférence  étan t  la  
po lari té  des  re levés  de  force.  Dans  la  présen te  norm e,  l es  forces  ag i ssan t  vers  le  hau t  
(répu ls ion)  su r  l e  spécim en  (non-m ou i l l age)  son t  i nd iquées  com m e des  forces  négati ves  et  l es  
forces  ag issan t  vers  l e  bas  (attracti on)  su r l e  spécim en  (m ou i l lage)  son t  i nd iquées  comm e des  
forces  pos i t i ves.  

Une  courbe  de  balance  de  m ou i l l age  typique  est  représentée  à l a  F igu re  7 .  

 

Figure 7  – Courbe de balance  de  mou i l lage  typique  
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Le  tem ps  t0  es t  l ' i ns tan t  où  l a  su rface  de  l a  brasu re  et  le  spécim en  en trent  en  contact  pour  l a  
prem ière  fo is ,  comm e ind iqué  par  une  l égère  i n fl exion  de  l a  courbe  vers  l e  bas  à  parti r  de  la  
l i g ne  zéro.  

Au  po in t  A,  l e  m én isque  de  brasure  comm ence  à m onter  sur  la  sort i e  du  spécim en .  Cela  est  
norm alem ent  caractérisé  par  une  augm entati on  s i gn i f icati ve  de  la  force  de  m ou i l lage.  

Au  po in t  B ,  l 'ang le  de  contact  est  de  90°.  La force  m esurée  est  ce l le  qu i  résu l te  de  l a  poussée  
d 'Arch im ède  du  com posant.  

Au  poin t  C,  l a  force  de  m ou i l lage  atte in t  2/3  de  l a  valeur  m axim ale  de  la  force  de  m ou i l l age  
résu l tan te  et  do i t  dépasser une  valeur spéci f iée  dans  un  dé lai  spéci f i é .  

Au  po in t  D ,  l a  valeur  m axim ale  de  la  force  de  m ou i l lage  résu l tan te  est  atte in te  pendan t  l a  
péri ode  d ' imm ersion  spéci fi ée.  

Le  po in t  E  est  la  force  re levée  à  la  f i n  de  l a  péri ode  d 'essai  spéci f i ée.  

L' i n terprétation  de  l a  cou rbe  après  l e  po i n t  E ,  pendan t  l e  retrai t  du  spécim en ,  n 'est  pas  prise  
en  com pte.  

La force  de  m ou i l l age  représentée  à  la  F i gure  7  peu t  ê tre  m esurée  à  parti r  de  l a  l i gne  zéro ,  de  
l a  l i g ne  de  poussée  d 'Arch im ède  ou  à parti r  des  forces  m in im ales  au  poin t  A (excursion  de  l a 
force) .  

NOTE  Le  m ou i l l age  de  certai ns  com posants  peu t  être  réal i sé  s i  faci l em ent  qu ' i l  peu t  ne  pas  y  avoi r  d ' i n fl exi on  de  
l a  cou rbe  vers  l e  bas  depu i s  l a  l i gne  zéro.  Cela représente  une  bonne  brasabi l i té.  

Une  expl ication  g raph ique  de  l a courbe  de  m ou i l l age  est  présentée  aux étapes  1  à  5  de  
B. 7. 3 .5 .  

9.2  Exigences  relatives  aux essais  

Les  exi gences  re lati ves  à  l a  brasabi l i té  des  com posan ts  do i ven t  être  exprim ées  par rapport  à  
un  ou  p lus ieurs  des  param ètres  su i van ts:  

a)  Pour  l ' établ issem ent  de  m ou i l lage  

Une  valeur  m axim ale  pou r l ' i n terval le  de  tem ps  ( t0  à  B) .  

b)  Pour  la  progress ion  du  m ou i l l age  

Une  valeur  m axim ale  pou r l ' i n terval l e  de  tem ps  ( t0  à  C) .  

c)  Pour  la  stabi l i té  du  m ou i l lage  

Une  valeur  m in im ale  pou r l e  rapport:  
D ne force
E ne force .  

NOTE  Des  exem ples  de  cri tères  son t  donnés  en  B . 7. 4  et  à  l 'Annexe  D.
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1 0  Renseignements à  fourni r dans la  spéci fication  appl icable  

Les  élém ents  su ivan ts  do i ven t  être  i nd iqués  dans  l a spéci f ication  appl icable,  l e  cas  échéant.  

  Paragraphe  

a)  S i  l e  spécim en  do i t  être  nettoyé  avant  l ' essai  6 . 1  

b)  S i  un  vi e i l l i ssem ent  accéléré  do i t  être  effectué  et,  dans  ce  cas ,  l a  m éthode  appl i cable  6. 2  

c)  Type  de  f l u x à  u t i l i ser  7. 2  

d )  Com posi t i on  de  l a  brasure  7. 1  

e)  Tai l l e  de  g ou tte  à  u t i l i ser  8. 2. 2  

f )  Tem pératu re  d 'essai ,  s i  d i fférente  de  cel l e  spéci f i ée  8. 1  

g )  Part i e  du  spécim en  à soum ettre  à  l 'essai ,  s i  l e  com posant  est  d i fféren t  de  ce l u i  i n d i qué  au  
Tableau  5  et  à  l a  Fi gu re  3  ou  au  Tabl eau  7  et  à  l a  Fi gu re  4  

8. 2. 2,  8 . 2 . 3  

h )  Ang le  et  pos i t i on  d ' im m ers ion ,  s i  l e  com posant  est  d i fférent  de  cel u i  i n d i qué  au  Tableau  5  et  
à  l a  Fi g u re  3  ou  au  Tabl eau  7  et  à  l a  Fi g ure  4  

8. 2. 2,  8 . 2 . 3  

i )  Profondeur d ' imm ers ion ,  s i  l e  com posant  est  d i fférent  de  cel u i  i nd i qué  au  Tableau  5  et  à  l a  
Fi gu re  3  ou  au  Tabl eau  7  et  à  l a  F i gu re  4  

8. 2. 2,  8 . 2 . 3  

j )  Durée  de  l 'essai ,  s i  e l l e  est  d i fférente  de  5  s  8 . 2 . 2 ,  8 . 2. 3  

k)  Valeu r d 'acceptati on  pour l ' établ i ssem ent  et  l a  prog ress ion  du  m ou i l l age  9 . 2  

l )  Zones  à  exam iner pou r l e  m ou i l l ag e  et  l e  retrai t  du  m ou i l l ag e  9 . 2  
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Annexe A 
(normative)  

 
Spéci fication  du  matériel  

A.1  Caractéristiques de l 'apparei l  

Pour l es  besoins  du  présent  docum ent,  l 'appare i l  com plet,  y com pris  l ' ord i nateu r ou  
l 'en reg istreur g raph ique,  do i t  être  cons idéré  comm e un  seu l  équ ipem ent ayan t  l es  
caractérist i ques  su i van tes:  

a)  Le  tem ps  de  réponse  du  d isposi t i f  d 'enreg istrement  do i t  ê tre  te l  que  son  retour  au  zéro  
s 'effectue  en  m oins  de  0 , 3  s  l orsque  l a charge  m axim ale  est  ret i rée,  avec  un  
rebond issem en t n 'excédan t  pas  1  % de  l a défl exion  m axim ale  correspondante.  

b)  L' i nstrum ent  peu t  d isposer de  p lus ieurs  rég lages  de  sens ibi l i té .  Sur  l a  plage  la p l us  
sens ible,  i l  do i t  ê tre  capable  de  résoudre  une  force  de  m oins  de  0 , 02  m N .  

– 0 , 02  m N  pour l es  com posants  CMS et  les  cartes  im prim ées,  ou  

– 0 , 04  m N  pour l es  com posan ts  non  CMS à  sorti es.  

c)  La course  du  d ispos i t i f  d 'enreg istrem ent  do i t  ê tre  d i rectem en t proporti onnel le  à la  force  
appl iquée  sur  l 'ensem ble  de  la  plage  de  m esures  et  avec  une  précis ion  supérieure  à  ±  5  %  
de  la  course  p le ine  échel le.  

d )  Le  bru i t  é lectrique  et  m écan ique  su r l a  courbe  de  force  ne  do i t  pas  dépasser  

– 1 0  % du  n i veau  du  s ignal ,  su r la  p lage  la  pl us  sens ible  pour l es  com posan ts  CMS et  
l es  cartes  im prim ées,  ou  

– une  force  équ ivalente  à  0 , 04  m N  pour  l es  com posants  non  CMS à  sorti es.  

e)  La  r i g id i té  du  systèm e à  ressort  d 'une  balance  mécan ique  do i t  ê tre  te l l e  qu 'une  force  de  
1 0  m N  n 'entraîne  pas  un  déplacem ent  vertical  de  l a  suspens ion  du  spécim en  de  pl us  de  
0, 1  mm.  

f)  S i  un  enreg is treur  g raph ique  est  u t i l i sé ,  l a  vi tesse  de  l a  bande  ne  do i t  pas  être  i n férieure  à  
1 0  mm/s.  

g )  La vi tesse  d ' imm ersion  et  de  sorti e  du  bain  do i t  être  com prise  entre  

– 0 , 1  m m /s  et  5  mm /s  pour  l es  com posants  CMS,  

– 5  m m /s  à 20  mm /s  pour  l es  com posants  non  CMS à  sorties ,  ou  

– 1  m m /s  et  5  m m /s  pour  l es  cartes  im prim ées.  

h )  La  profondeur  d ' imm ersion  doi t  ê tre  rég labl e  avec une  précis ion  de  

– ±  0 , 01  mm  pour l es  com posants  CMS,  

– ±  0 , 2  mm  pour  l es  com posants  non  CMS à  sorti es,  ou  

– ±  0 , 1  mm  pour  l es  cartes  im prim ées.  

i )  La  tem pérature  de  l a brasure  do i t  ê tre  m ain tenue  à l a  tem pérature  spéci f i ée  en  8. 1 ,  m ais  
i l  convient  qu 'e l le  soi t  rég lable  en tre  200  °C  et  260  °C.  

j )  La  durée  de  l ' imm ersion  m axim ale  do i t  être  rég lable  de  0  s  à  1 0  s .  

A.2  Bain  de brasure  

Le  bain  do i t  avoi r  une  i nert i e  therm ique  su ff i san te  pour perm ettre  l e  m ain ti en  de  la  
tem pérature  d 'essai  au  n i veau  de  précis i on  exi gé.  Aucune  part ie  du  spécim en  ne  doi t  ê tre  
s i tuée  à  m oins  de  1 5  mm  de  l a  paro i ,  de  tel le  sorte  que  l es  forces  de  m ou i l lage  ne  so ient  pas  
affectées  par la  courbure  de  l a surface  de  la  brasure  au  vo is i nage  des  paro is  du  bain .  La  
profondeur  du  bain  ne  do i t  pas  être  i n férieure  à  1 5  mm.  
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A.3  Blocs supports de gouttes  

A.3.1  Le corps  do i t  être  us i né  dans  une  barre  de  brasure  d 'alum in ium  sans  trai tem ent  
therm ique  ayan t  une  force  m in im ale  de  rupture  à  l a  traction  de  1 70  N /m m ² et  l a  com posi t i on  
ch im ique  su i vante:  

Magnésium  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 , 7  % à 2 , 8  %  

Cu ivre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 , 1  % m axim um  

Si l ic i um  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 , 6  % m axim um  

Fer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 , 5  % m axim um  

Manganèse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 , 5  % m axim um  

Chrom e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 , 25  % m axim um  

Zinc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 , 2  % m axim um  

Ti tane  ou  au tres  é lém ents  d 'aff i nage  de  g rain  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 , 1 5  %  m axim um  

Alum in ium  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  com plém ent  

Voi r  l ' I SO 6362.  

A.3.2  Les  broches  de  fer  de  1  mm ,  2  mm,  3 , 2  mm  et  4  mm  de  d iam ètre  do ivent  être  us i nées  
en  fer  pur  ou  en  acier à  faib le  teneu r en  carbone  ayan t  l a  com posi t i on  su i van te:  

Carbone  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 , 05  % m axim um  

Oxygène  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 , 02  % m axim um  

Azote  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 , 02  % m axim um  

Autres  im puretés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  ×  1 0–6  

Fer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  com plém ent  

Voi r  l ' I SO 683.  

A.3.3  La broche  en  acier  doux  do i t  être  emm anchée  à  chaud  dans  un  trou  alésé  dans  l e  
corps  en  al um in ium .  

A.3.4  Le  corps  en  al um in ium  do i t  être  chauffé  é lectri quem ent  e t  la  tem pérature  contrô lée  par  
tou t  m oyen  assu rant  une  tem pérature  de  ±  3  °C  par rapport  à  l a  tem pérature  spéci f iée  en  8 . 1 .  

A.3.5  La tem pérature  do i t  ê tre  m esurée  en  i nséran t  une  sonde  appropriée,  par exem ple  un  
therm ocouple,  une  therm istance  ou  une  rés istance  en  f i l  de  p lati ne,  dans  l e  trou  alésé  dans  la  
broche  en  fer.  

A.3.6  La surface  supérieure  de  l a broche  en  fer do i t  être  étam ée.  A l a  f i n  de  l 'essai ,  l e  bl oc  
support  de  gou ttes  do i t  pouvoi r  ê tre  refro id i  en  l aissant  une  gou tte  de  brasure  en  place,  af i n  
d 'évi ter l ' oxydation  de  l a broche  en  fer  et  l e  retrai t  de  m ou i l l age  u l téri eur.  

A.3.7  La posi t ion  du  spécim en  par rapport  à  l a  gou tte  de  brasure  do i t  être  rég lable  sur  l es  
deux  axes  hori zon taux.  

A.3.8  Lors  des  essais  de  m icrocom posants  te ls  que  l es  0603M  (0201 )  et  l orsque  l es  
cond i t i ons  de  l 'Annexe  C  son t  u t i l i sées,  l e  b l oc  de  support  de  gou ttes  do i t  avoi r  une  su rface  
supérieure  concave  comm e cela  est  représenté  à  l a  F igure  C. 1 .  
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Annexe B  
( in formative)  

 
U ti l isation  de la  balance de moui l lage pour  
l 'essai  de  brasabi l i té  des composants CMS 

B.1  Défin i tion  de la  mesure de la  brasabi l i té  

La m éthode  de  la  balance  de  m ou i l l age  perm et de  m esurer  l a  force  vert icale  ag issant  sur  un  
spécim en  en  foncti on  du  tem ps,  l orsque  le  spécimen  est  im m ergé  dans  un  bain  de  brasu re  en  
fus ion  ou  dans  une  gou tte  de  brasure  en  fus ion .  La  brasabi l i té  du  spécim en  est  dédu i te  de  
ces  observati ons  en  fonction  du  tem ps  nécessai re  pour  atte indre  un  degré  de  m ou i l l age  
donné  ou  en  fonction  du  degré  de  m ou i l l age  atte in t  en  une  période  donnée.  

En  général ,  l a  constructi on  des  d isposi t i fs  pour  m on tage  en  surface  ne  perm et pas  l a  m ontée  
com plète  du  m én isque  l orsque  l 'ang le  de  con tact  est  rédu i t  à  zéro,  et  ai nsi  l a  force  de  
m ou i l lage  observée  ne  peu t  pas  être  com parée  à  l a  force  de  m ou i l l age  théorique.  

Une  spéci fi cati on  de  brasabi l i té  peu t  exi ger que  plus ieu rs  po in ts  de  l a  courbe  de  la  force  en  
foncti on  du  tem ps  so ien t  conform es  à  des  valeurs  particu l i ères.  L'Annexe  B  suggère  l es  
po in ts  et  valeu rs  qu i  peuven t  ê tre  u t i l i sés .  

Le  m atérie l  d 'essai  do i t  ê tre  conform e à  certaines  exigences  s i  des  résu l tats  reproductibles  et  
quanti tat i fs  doivent  être  obtenus.  Les  exigences  et  l es  m éthodes  de  véri f ication  de  l a  
conform i té  à  ces  exigences  sont  égal em en t i ncluses  dans  l 'Annexe  B.  

Le  choix  de  l a  m éthode  dépend  du  type  de  com posan t  à  soum ettre  à  l 'essai  et  du  n i veau  
d ' in form ation  exigé  par  l ' essai .  La spéci f ication  du  com posant  appl icable  i nd i que  la  m éthode  
recom m andée.  

In formation  importante:  

Pour garanti r  des  résu l tats  cohéren ts  en tre  l ' u ti l i sateur et  l e  fourn isseur,  i l  convien t  de  
n 'u ti l i ser  que  l 'al l iage,  l e  f l ux  et  l es  tem pératures  d 'essai  s t i pu lés.  

S i  d i fféren ts  f lux,  d i fféren ts  al l i ages  de  brasage  et  d i fféren tes  tem pératu res  sont  u t i l i sés ,  l es  
cri tères  d 'évaluati on  des  résu l tats  d 'essai  do i ven t  être  déf in is  en  conséquence  et  fai re  l 'obj et  
d 'un  accord.  

B.2  Essai  R&R de jauge – Protocole d 'essai  de répétabi l i té  et  de 
reproductibi l i té  de jauge de balance de moui l lage uti l isant  des coupons de 
feui l les de cu ivre  

B.2.1  Coupon  d 'essai  

Tous  les  coupons  pour ces  essais  doi vent  être  préparés  i nd i viduel l em ent j u ste  avant  l es  
essais .  Ne  pas  nettoyer l es  échanti l l ons  en  l o ts.  

Une  feu i l l e  de  cu i vre  de  35  µm  d 'épaisseur  nom inale  ( "1  oz"  de  cu i vre)  do i t  être  u t i l i sée  pour  
l 'essai .  

La  su rface  de  l a  feu i l l e  de  cu i vre  ne  do i t  pas  être  trai tée.  La feu i l l e  de  cu ivre  reçue  du  
fourn isseur présen te  généralem ent un  aspect  oxydé.  Ne  pas  u t i l i ser une  feu i l l e  de  cu i vre  dont  
l 'aspect  est  bri l l an t  et  de  cou leur vi ve.  Cela ind i que  qu 'un  trai tem ent de  su rface  an ti tern issure  
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a  é té  appl i qué.  Les  agen ts  de  préservati on  et  de  trai tem ent  des  surfaces  peuven t  em pêcher 
de  réal iser un  "coupon  reconnu  de  qual i té"  nécessai re  pour cet  essai .  

Les  coupons  de  feu i l l e  de  cu ivre  do i ven t  être  découpés  à  l ' em porte-pièce  pour  assurer  la  
répétabi l i té  des  échanti l l ons  en  essai  et  do i vent  avoi r  l es  l argeurs  su ivan tes:  

a 2 mm  b 5 mm  c 1 0 mm.  

Créer  un  f i ch ier  pour  chaque  largeur  de  feu i l l e  et  pour  chaque  personne  im pl i quée  dans  
l ' essai  R&R de  j auge.  

B.2.2  Paramètres  d 'essai  

La tem pérature  de  la  brasure  doi t  être  ce l le  recomm andée pour l 'al l i age  et  l a  spéci fi cati on  
u t i l i sée.  Pour un  al l iage  de  brasure  au  SnPb,  l a  tem pératu re  de  la  brasure  do i t  ê tre  245  °C.  
Pour  un  al l i age  de  brasu re  sans  plom b,  e l l e  doi t  ê tre  255  °C,  que l le  que  so i t  l a  spéci f ication .  

•  La  profondeur  d ' imm ersion  doi t  ê tre  0 , 4  m m .  

•  La  vi tesse  d ' imm ersion  do i t  ê tre  2  m m /s.  

•  Le  tem ps  d ' imm ersion  dans  l a brasure  do i t  ê tre  1 0  s .  

•  L 'ang le  d ' imm ersion  do i t  être  90  °  par  rapport  à  l a  brasure.  

Aucun  préchauffage  ne  do i t  ê tre  effectué.  

B.2.3  Coupon  reconnu  de qual i té  

Un  échan ti l l on  de  "coupon  reconnu  de  qual i té"  do i t  être  préparé  de  l a façon  su ivan te:  

a)  imm erger un  échanti l l on  de  feu i l l e  dans  un  bécher  d 'acétone  à l 'aide  de  p inces  et  
m élanger  dé l i catem ent  pendan t  20  s ;  

b)  ret i rer  l 'échan ti l l on  e t  sécher  à l 'ai de  d 'un  m atériau  absorban t  l es  deux côtés  à  l 'ai de  d 'un  
ti ssu  non  pe lucheux ou  d 'un  t i ssu  approprié  à l ' envi ronnem ent  de  l aborato i re.  

c)  imm erger ensu i te  l 'échanti l lon  obtenu  dans  une  so lu t ion  d 'acide  n i trique  à 20  % v/v à  
l 'aide  de  pi nces  et  m élanger  dé l i catem ent  pendan t  20  s ;  

d)  imm erger imm éd iatem en t l ' échanti l l on  dans  de  l 'eau  déion isée  et  m élanger dél i catem ent  
pendan t  20 s;  

e)  sécher  l 'échan ti l l on  à  l 'ai de  d 'un  m atériau  absorbant  com m e à l 'étape  b)  c i -dessus;  

f)  imm erger l 'échanti l lon  dans  le  " f l ux  acti vé  norm al i sé"  u t i l i sé  pour les  essai s  de  brasabi l i té  
pendan t  5  s ;  

g )  reti rer l 'excès  de  f l ux  à  l 'ai de  d 'un  m atériau  absorbant  en  m ain tenant  l es  échanti l l ons  
vert icalem ent;  

h )  p lacer l 'échan ti l l on  dans  l e  porte-ou ti l ;  

i )  effectuer  l ' essai .  

Répéter  d ix  fo is  pou r chaque  largeur  de  feu i l le  et  pour  chaque  personne.  I l  convien t  que  tro is  
personnes  effectuent  l 'essai  R&R de  j auge.  

Pour  faci l i ter l a  m an ipu lat i on  des  données,  i l  est  recom m andé de  convert i r  l es  forces  de  
m ou i l lage  obtenues  en  m N/mm  de  l ongueur m ou i l lable.  Par  exem ple,  pour  un  coupon  de  
1 0  mm ,  l a  l ongueur m ou i l lable  est  2  fo is  1 0  mm  plus  2  fo is  0 , 035  m m,  ce  qu i  donne  une  
l ongueur  totale  de  20 ,07  mm .  

Pour  un  f lux  avec une  acti vati on  norm al isée  nom inale  de  0, 2  %,  l a  force  de  m ou i l l age  u ti l i sée  
pour l es  calcu ls  do i t  être  0, 31  m N/mm  pour un  al l i age  de  brasure  au  SnPb et  0 , 36  m N/mm  
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pour un  al l i age  de  brasu re  sans  plom b.  S i  un  f l u x  p lus  act i f  est  u t i l i sé ,  un  g rand  échanti l l on  
do i t  être  u t i l i sé  pour obten i r  l a  valeur  m oyenne  u ti l i sée  pour l es  calcu ls .  

Calcu ler  l 'écart- type  pour  chaque  l argeur  de  feu i l l e  et  chaque  personne  effectuant  l 'essai .  

Mu l t ipl i er  l a  valeur de  l 'écart- type  par 6  (ce  qu i  représen te  l es  ±  3  écarts- types  d 'une  
d istri bu tion  norm ale) .  

D iviser  le  nom bre  par  la  force  de  m ou i l lage  et  l e  m u l t ipl i er  par  1 00  pour  obten i r  une  valeur  en  
pourcentage.  

Créer  un  tableau  avec tro is  valeurs  par personne.  

Pour  un  essai  R&R de  j auge  acceptable,  i l  convient  que  l es  valeurs  obtenues  so ient  
i n férieures  à 1 0  %.  

I l  convient  que  les  résu l tats  de  l 'essai  R&R de  jauge  so ien t  excel len ts  avec l e  coupon  de  
1 0  mm  la  prem ière  fo is  que  ce  protocole  est  u ti l i sé  avec  un  développement  croissant  pour  
chaque  personne  réal i sant  l 'essai  lorsque  des  coupons  pl us  peti ts  sont  u t i l i sés .  L'essai  peu t  
devo i r  être  répété  ou  les  personnes  peuven t  avo i r  beso in  de  tem ps  pour se  fam i l i ariser avec  
l e  protocole  avan t  d 'effectuer l 'essai  R&R  de  j auge  com plet.  

Outre  l es  essais  effectués  sur  l es  personnes,  ce  protocole  effectue  égalem ent les  essais  su r  
l es  m ach ines.  I l  es t  l i néai re  ou  présente  des  d istors ions.  Etant  donné  que  l es  forces  de  
m ou i l lage  ont  été  défi n ies  en  nM/m m ,  i l  convien t  que  l es  valeurs  affi chées  pour chaque  
largeur de  coupon  so ient  i den tiques.  Des  valeurs  clai rem ent  d i fférentes  avec des  écarts -types  
produ i ts  par  l es  d i fféren tes  personnes  réal isant  l es  essais  i n féri eurs  à  1 0  %  i nd iquent  un  
problèm e de  l a balance  de  m ou i l l age  et  i l  convient  de  prendre  contact  avec  l e  fabricant.  

B.3  Masse de la  goutte de  brasure et  tai l le  de l a  broche  

La m éthode  de  l a balance  de  m ou i l lage  à  la  gou tte  de  brasure  est  norm al isée  en  u t i l i san t  
quatre  d im ens ions,  4  mm ,  3 , 2  mm,  2  mm  et  1  mm  de  d iam ètre  pour l a  broche  en  fer i nsérée  
dans  l e  b l oc  en  al um in i um ,  ai ns i  que  cinq  tai l l es  de  pasti l l es  de  brasure  correspondantes ,  
200  m g ,  1 00  m g ,  25  m g ,  5  m g  et  2 , 5  m g .  

En  général ,  l es  p l us  peti tes  tai l les  de  pasti l l es  de  brasure  donnent  une  m ei l leure  
d iscrim ination  avec  des  com posants  CMS de  pl us  peti te  d im ens ion  et  faci l i tent  l 'essai  de  
connexions  i nd i viduel l es  sur l es  com posan ts  à  pas  f i n  te ls  que  des  QFPs 1  (boît i ers  plats  
quadrangu lai res)  et  des  BGAs 2  (boîti er  m atricie l  à  b i l l es) .  La  gou tte  de  200  m g  est  exigée  
pour tous  l es  com posants  CMS de  g randes  d im ensions  et  tous  les  com posan ts  CMS à  
connexions  m u l ti ples,  pour  l esquels  l a  gou tte  de  brasure  de  25  m g  n 'a  pas  un  vo lum e 
su ffi sant  pou r braser totalem ent l es  sort ies.  La  gou tte  de  1 00  m g  fou rn i t  u ne  force  de  
m ou i l lage  p l us  g rande  que  la  gou tte  de  200  m g  et  une  i nert ie  therm ique  plus  im portante  que  
l a gou tte  de  25  m g .  Dans  l e  cas  de  com posants  CMS pl us  peti ts  (par exem ple  des  
com posants  0603M  (0201 ) ,  i l  peu t  être  exigé  qu 'une  pl us  peti te  tai l le  de  broche,  un  d iam ètre  
de  1  mm  et  une  tai l l e  de  gou tte  de  5  m g  ou  de  2 , 5  m g ,  so ien t  adaptés  à  ces  tai l l es  de  
com posan ts  CMS plus  peti ts.  

Une  l i s te  de  tai l les  de  broches  et  de  m asses  de  gou tte  de  brasure  recommandées  est  fourn ie  
au  Tableau  7  et  à  l 'Annexe  C.  

____________ 

1   QFPs  =  quad flat packs.  

2  BGAs  =  ball grid arrays.  
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La gou tte  de  brasure  u t i l i sée  avec la  m éthode  de  l a balance  de  m ou i l l age  consti tue  une  
source  l im i tée  de  chaleur  e t  perm et  ains i  de  fai re  l a  d i fférence  entre  d i verses  exi gences  
therm iques  pour un  com posan t  donné.  U n  exem ple  extrêm e  d 'une  te l l e  d i fférence  est  
consti tué  par l es  com posants  SOT 89  et  SOT 223  pour l esquels  l a  connexion  cen trale  a  des  
exigences  therm iques  bi en  supérieures  aux  deux  connexions  externes.  

B.4  Orientation  et  profondeur d ' immersion  du  spécimen  

B.4.1  Général i tés  

Les  d ispos i t i fs  pour  m on tage  en  surface  on t  généralem ent  des  sort ies  courtes  et  i l  est  par  
conséquent  consei l l é  d 'u ti l i ser de  faibles  profondeurs  d ' imm ersion  de  façon  que  l a su rface  l a  
p lus  g rande  dem eure  d i spon ible  au -dessus  de  l a brasure,  afi n  de  développer l a  force  de  
m ou i l lage  l a p lus  im portante  poss ible.  Les  forces  de  poussée  d 'Arch im ède  dans  ces  
cond i t i ons  son t  re lati vem en t faibles.  

I l  convient  tou tefo is  d 'équ i l i brer ces  forces  par rapport  à  l a  capaci té  d 'échange  therm ique  du  
com posan t.  L'u ti l i sati on  de  très  faibles  profondeurs  d ' imm ersion  peut  donner un  transfert  
therm ique  m éd iocre  ou  im prévis ible  dans  l e  com posant,  en traînan t  ai ns i  des  délais  variables  
avan t  l 'établ i ssem ent  du  m ou i l lage.  De  m êm e,  des  profondeurs  d ' im m ersion  trop  im portan tes  
donnen t  des  m esures  m édiocres  de  la  force  de  m ou i l lag e.  Le  Tableau  5  et  l a  F igu re  3  
fourn issent,  pour une  gamm e de  com posants  ord i nai res,  u ne  l i s te  de  profondeurs  d ' imm ersion  
recom m andées  pour  l a  m éthode  du  bain  de  brasure.  Le  Tableau  7,  l a  F igure  4  e t  l 'Annexe  C  
donnen t  les  profondeurs  d ' im m ersion  recom m andées  pour l a  m éthode  de  la  balance  de  
m ou i l lage  à l a  gou tte  de  brasure.  

En  règ le  générale,  l orsqu 'une  sort i e  peu t  être  représentée  comm e une  face  verticale  droi te,  
e l l e  donne  l es  m ei l leurs  résu l tats.  Tou tefois ,  i l  es t  égalem ent nécessai re  de  s 'assurer que  l a  
brasure  peut  s 'écou ler  l e  long  de  l a  face  qu i  est  f i nalem ent  brasée  sur  l a  carte  im prim ée.  La 
brasure  do i t  égalem ent  être  m ise  en  con tact  avec l e  revêtem en t  brasable,  en  évi tan t  le  
con tact  avec le  m atériau  non  brasable,  y com pris  l es  extrém i tés  coupées  exposées.  L'ang le  
d ' imm ersion  do i t  égalem ent  perm ettre  un  contact  therm ique  su ffi san t  pour assurer  un  transfert  
de  chaleu r adéquat  dans  l e  com posant.  

Ces  exigences  on t  u n  effet  d i fférent  se lon  l 'ang le  et  l a  profondeur d ' imm ersion  pour des  
com posants  d i fféren ts .  

B.4.2  Résistances  et  condensateurs  

Les  condensateurs  de  g randes  d im ensions  peuven t  être  im m ergés  dans  l a brasure,  l es  
sort ies  étant  en  pos i t ion  hori zon tale,  m ais  les  rés istances  perm ettent  généralem en t d 'obten i r  
de  m ei l leu rs  résu l tats  avec une  sorti e  soum ise  à  l 'essai  en  pos i t i on  vert icale  ou  i ncl i née  selon  
un  ang le  com pris  en tre  20°  et  45°.  Les  condensateurs  de  peti tes  d im ensions,  1 608M  (0603)  et  
m oins,  peuven t  égalem ent  donner de  m ei l leu rs  résu l tats  l orsqu ' i l s  sont  imm ergés  avec l es  
sorti es  en  posi t ion  verticale  ou  i ncl i nés  se lon  un  ang le  com pris  en tre  20°  et  45°.  U ne  pasti l le  
de  peti te  d im ens ion  est  préférable  pour l es  condensateurs  des  d im ensions  1 005M  (0402)  et  
1 608M  (0603) .  I l  es t  égalem ent  recom m andé  d ' imm erger ces  com posants ,  un  côté  de  la  
gou tte  de  brasure  étan t  généralem en t placé  comm e cela est  représenté  dans  l e  schém a 2B  
du  Tableau  7  et  de  l a  F igure  4.  

NOTE  Les  nom s  de  com posants  son t  i nd i qués  en tre  parenthèses,  l es  d im ensions  étan t  exprim ées  en  un i tés  de  
m esure  ang lo-saxonnes.  

B.4.3  Composants  à  sorties  courtes  

Les  com posants  du  type  SOT 89,  SOT 23  et  SOT 223  peuvent  être  immergés  i ncl inés  à  un  
ang le  de  45°,  dans  l a  m esure  où  l es  extrém i tés  des  sort i es  son t  coupées  lors  du  processus  
de  fabricati on ,  m ettan t  ai ns i  à  nu  le  m étal  qu i  généralem en t n 'est  pas  brasable  au  m oyen  d 'un  
f l ux  d 'essai  conventionnel .  En  u t i l i san t  u n  ang le  d ' imm ersion  de  45°,  la  brasure  en  fus ion  est  
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m ise  en  contact  avec  la  partie  brasable  de  l a  sort ie,  perm ettan t  ai ns i  que  l a  brasure  en  fus ion  
passe  au-dessus  de  l a sort ie  avan t  que  l 'ang le  de  contact  ne  décro isse  vers  zéro.  

Pendan t  l 'essai ,  ces  composants  son t  chau ffés  à  un  poin t  te l  que  l es  sorti es  ad jacentes  son t  
refondues.  Ains i ,  une  seu le  sort ie  peu t  être  soum ise  à l 'essai  sur  un  d isposi t i f .  En  général ,  
une  m ei l l eure  sens ibi l i té  est  obtenue  en  u ti l i san t  l a  p l us  peti te  gou tte  de  brasure  pou r  
soum ettre  ces  com posants  à l 'essai .  

B.4.4  Disposi t i fs  à  plusieurs sorties  

Une rangée  com plète  de  sorti es  sur  un  d ispos i ti f  à  p lus ieurs  sorti es  peu t  être  soum ise  à 
l 'essai  en  u t i l i sant  l e  bain  de  brasure.  U ne  m ei l l eu re  d iscrim ination  peu t  être  obtenue  en  
ret i rant  u ne  sorti e  su r  deux  ou  bi en  une  pai re  de  sorti es  sur  deux pour  atténuer  l ' effet  des  
forces  capi l lai res  en tre  les  sorti es.  Des  sorti es  i nd ividuel l es  peuven t  égalem ent  être  
découpées  so igneusem ent  sur  le  com posant.  

La  m éthode  de  l a balance  de  m ou i l l age  à  l a  gou tte  de  brasure  peut  être  u t i l i sée  pour  
soum ettre  à l 'essai  des  sorti es  i nd i vi duel l es  sur un  d isposi t i f  à  p l us ieurs  sorti es,  m ais  i l  peu t  
égalem ent être  nécessai re  d 'en lever des  sorties  pour em pêcher la  brasu re  d 'en trer en  con tact  
avec  deux  sort ies  ou  avec l es  rés idus  de  brasure  restant  sur  la  sort i e  déj à soum ise  à l 'essai .  

Une  rangée  com plète  de  sorti es  su r  un  d ispos i ti f  à  p l us ieurs  sorti es  peu t  être  soum ise  à 
l 'essai  en  u t i l i sant  une  seu le  gou tte  de  brasure,  m ais  l es  com posan ts  qu i  on t  une  énerg ie  
therm ique  é levée  peuvent  présenter  des  tem ps  de  début  de  m ou i l lage  variables,  en  raison  
des  tem ps  et  des  tem pératures  de  préchauffage  d i fférents .  

Les  d isposi t i fs  SOI C,  VSO et  QFP  peuvent  exi ger  u n  ang le  d ' im m ersion  de  45°,  dans  la  
m esure  où  ces  d isposi t i fs  on t  l eurs  extrém i tés  coupées,  l esquel les  ne  son t  pas  m ou i l lables  
par  l es  f l ux  d 'essai  conven tionnel .  La su rface  brasable  peu t  être  m ise  en  con tact  avec la 
brasure  un iquem ent  s i  une  im m ersion  peu  profonde  et  i ncl i née  est  u t i l i sée.  Ce  problèm e est  
comm un  à de  nom breux  d isposi t i fs .  

I l  convien t  d ' imm erger  l es  d ispos i t i fs  PLCC en  orien tant  l e  corps  hori zontalem ent,  e t  i l  est  
nécessai re  de  ret i rer une  sorti e  sur deux  pour évi ter que  l e  surplus  de  brasure  restan t  su r la  
connexion  précédemm ent soum ise  à l ' essai  ne  vienne  en  contact  avec  la  gou tte  de  brasu re.  

I l  convien t  d ' imm erger  l es  d ispos i t i fs  BGA avec le  corps  en  pos i t i on  hori zontale .  Ce  d ispos i t i f  
perm et  de  soum ettre  à  l 'essai  la  rangée  extéri eure  des  b i l l es  de  brasure.  Des  bi l l es  de  
brasure  d i fféren tes  do ivent  être  soum ises  à  l 'essai  afi n  d 'évi ter  tou t  pré lèvem ent  de  brasure  et  
de  résidus  de  f l ux  sur  les  b i l l es  de  brasure  ad jacentes.  

B.5  Flux d 'essai  

Pour l 'essai  au  bain  de  brasure  spéci f i é  en  8 . 2. 1 ,  l e  f l ux  est  un i quem en t appl iqué  à l a  sorti e  
du  com posan t,  et  l ' un  ou  l 'au tre  des  f l ux  m enti onnés  en  7. 2  peu t  ê tre  spéci f i é.  

Pour l a  m éthode  de  l a  balance  de  m ou i l l age  à la  gou tte  de  brasure,  le  f l u x  est  appl i qué  à l a  
fo is  à  l a  sorti e  du  com posant  et  à  l a  gou tte  de  brasage.  L'un  ou  l 'au tre  des  f l ux  spéci fi és  en  
7. 2  peuvent  être  u ti l i sés  su r l a  sorti e  du  com posan t.  I l  a  été  dém ontré  que  l e  f lux  de  rés i ne  
pure  spéci fi é  en  7 . 2 ,  n 'est  pas  capable  de  m ain ten i r  une  surface  de  brasure  propre  pendant  l a  
durée  de  l 'essai .  I l  a  égalem ent été  dém on tré  que  lorsqu 'un  f l ux  d i fférent  est  u t i l i sé  sur  l a  
sort i e  du  com posant,  u n  l éger  m élange  des  deux  f l ux  se  produ i t.  

S i  l ' u ti l i sateur souhai te  u t i l i ser  un  f l ux  d 'essai  p l us  représentati f  des  form u lati ons  des  f lux  
m odernes  (par exem ple  pas  de  f l ux  propre) ,  l es  form u lations  données  dans  l e  Tableau  B. 1  et  
dans  le  Tableau  B.2  de  f l ux  présen tan t  des  pouvoi rs  d iscrim inati fs  s im i lai res  aux  f l ux  d 'essai  à  
base  de  rés i ne  peuven t  être  envisagées.  
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Tableau  B.1  – Flux à  base  d 'acide  carboxyl ique (solution  aqueuse)  

Consti tuan t  Composi tion  par  fraction  massique  
% 

Eau  déi on i sée  90, 1  

Ester g l yco l i que  (CAS No.  34590-94-8)  5 , 0  

Acide  ad i pi que  1 , 6  

Acide  succin i qu e  1 , 6  

Acide  g l u tari que  1 , 6  

Surfactan t  d 'éthoxyl ate  d 'al coo l  (CAS  n°  681 31 -39-5)  0 , 1  

 

Tableau  B .2  – Flux à  base d 'acide  carboxyl ique  (solution  alcool isée)  

Consti tuan t  Composi tion  par  fraction  massique  
%  

Propan -2-ol  94, 0  

Acide  ad i pi que  1 , 5  

Acide  succin i qu e  1 , 5  

Acide  g l u tari que  1 , 5  

Colophane  1 , 5  

 

B.6  Température d 'essai  

B.6.1  Al l i age de brasage contenant  du  plomb 

La tem pérature  d 'essai  de  235  °C  ±  3  °C  est  cho is ie  pou r m ain ten i r  la  cohérence  avec l es  
norm es  I EC  existan tes .  

S i  une  am él ioration  supplém entai re  de  l a  d iscrim inati on  est  exi gée,  une  tem pérature  de  
21 5  °C  ±  3  °C  peu t  être  u t i l i sée.  S i  l a  spéci f ication  appl icable  l 'exi ge,  d 'au tres  tem pératu res  
d 'essai  peuven t  être  spéci f i ées.  

Les  tem pératures  d 'essai  recomm andées  son t  les  su i vantes:  

235  °C  ±  3  °C  

21 5  °C  ±  3  °C  

245  °C  ±  3  °C  

Certains  revêtem ents,  par  exem ple  l 'étai n  organ ique  bri l l an t  ou  l ' or,  présen tent  une  
m odi f i cati on  s ign i f i cati ve  de  l eur taux de  solu ti on  dans  une  brasure  à  60  % d 'étain  e t  40  % de  
plom b en tre  235  °C  et  245  °C.  Dans  ce  type  de  s i tuati on ,  i l  convien t  que  l a spéci f ication  
appl icable  i nd i que  s i  une  tem pérature  du  bain  de  brasure  de  245  °C  peu t  être  u t i l i sée  pou r 
l ' essai .  

B.6.2  Al l i age de brasage  sans plomb 

La tem pérature  d 'essai  de  245  °C  ±  3  °C  a été  déterm inée  à parti r  du  programm e d 'essai  
i n terlaboratoi re  de  l ' I PC (Associat ion  Connecting  E lectron ics  I ndustri es)  qu i  a  j ust i f i é  
l ' u t i l i sati on  du  Sn96, 5Ag3Cu, 5.  Le  JNC (J apanese  Nati onal  Comm ittee  pour  l e  Com i té  
d 'études  91  de  l ' I EC) ,  i nclu t  égalem ent  l ' u t i l i sati on  du  Sn99, 3Cu ,7  pour  l equel  la  tem pératu re  
d 'essai  do i t  être  250  °C  ±  3  °C.  
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B.7 Caractéristiques de l 'apparei l  d 'essai  

B.7.1  Disposi t i f  d 'enreg istrement  

B.7. 1 . 1  Rég lage du  zéro  

Pendant  l e  cycle  d 'essai ,  la  force  ag issant  sur  l e  spécim en  change  de  sens  au  fu r  et  à  m esure  
du  passage  du  non-m ou i l lage  au  m ou i l lage.  Lors  de  l 'essai  de  d ispos i t i fs  pour m on tage  en  
surface,  l a  poussée  d 'Arch im ède  est  généralem ent  nég l igeable  car  les  profondeurs  
d ' imm ersion  sont  très  faibles.  La courbe  de  l a force  de  m ou i l l age  en  foncti on  du  tem ps  m ontre  
généralem ent une  faible  force  de  non -m ou i l l age  et  u ne  force  de  m ou i l lage  re lati vem ent p lus  
é levée.  I l  convien t  de  rég ler l e  d i spos i t i f  d 'enreg istrem ent à un  n i veau  cohéren t,  tou t  en  
m ain tenan t  l 'ensem ble  de  l a  courbe  sur  l e  d iagramm e ou  l 'aff icheur.  

B.7.1 .2  Temps de réponse (voi r  l 'Arti cle  A. 1  a))  

Le tem ps  de  réponse  du  d ispos i t i f  d 'enreg is trem ent  do i t  être  su ff isam m ent  cou rt  pour assurer 
une  reproducti on  précise  des  variat ions  rapides  de  force  qu i  on t  l i eu ,  particu l i èrem ent au  
début  du  m ou i l l age.  B ien  qu 'en  théorie,  i l  convienne  que  ce  tem ps  de  réponse  so i t  i n fi n im ent  
court,  un  tem ps  de  réponse  m axim al  de  0, 3  s  s 'est  révélé  satisfaisan t  dans  l a pratique.  

Ains i ,  un  enreg istrem ent  g raph ique  peut  ê tre  u t i l i sé  comm e d ispos i t i f  d 'enreg istrem ent  b ien  
qu ' i l  so i t  p lus  fréquen t  de  num ériser  l e  s ignal  de  la  force  en  fonction  du  tem ps  et  de  l 'anal yser  
par  ord i nateu r.  

Le  m ode  opérato i re  su i van t  peu t  être  u t i l i sé  pour  contrô ler  l e  tem ps  de  réponse  du  d isposi ti f  
d 'enreg istrem ent  et  l a  s tabi l i té  du  zéro  de  l ' i nstrumen t s i  cette  i n form ation  n 'est  pas  d ispon ible.  
Ce  m ode  opératoi re  exi ge  l 'u t i l i sation  d 'une  m asse  connue  ( i l  convien t  que  cette  m asse  so i t  
su ffi sante  pour  donner une  course  ple ine  échel l e  du  d isposi t i f  d 'enreg is trem ent à  part i r  du  
zéro  cen tral )  et  un  support  de  spécim en  approprié  pour l e  m ain tien  de  l a  m asse:  

•  l e  support  de  spécim en  étan t  en  p lace,  rég ler l ' enreg istreur  sur  zéro;  

•  fai re  fonctionner  l e  d i sposi t i f  d 'en reg istrem ent  à sa vi tesse  m axim ale;  

•  p lacer l a  m asse  sur l e  support  de  spécim en ;  

•  après  3  s ,  reti rer l a  m asse,  en  l aissan t  l ' enreg istreur foncti onner;  

•  après  3  s ,  rem ettre  l a  m asse  en  place  sur  l e  support  de  spécim en;  

•  répéter  l ' opération  au  m oins  ci nq  fo is  avan t  d 'arrêter l 'enreg is treur.  

La courbe  de  la  force  en  foncti on  du  tem ps  donne  la  sens ibi l i té  et  l e  tem ps  de  réponse  de  
l 'apparei l ,  pour  l es  rég lages  et  la  stabi l i té  du  zéro  donnés.  

B.7.1 .3  Rég lages  de la  sensibi l i té  (voi r  l 'Arti cle  A. 1  b))  

La présence  d 'une  plage  de  sensibi l i tés  perm et  de  soum ettre  à l 'essai  des  spécim ens  de  
d im ens ions  d i fféren tes.  En  général ,  l es  plages  étendues  on t  des  réso lu ti ons  pl us  faib les  que  
l es  plages  étroi tes.  Pour  l es  d isposi ti fs  pour  m ontage  en  surface,  i l  es t  souhai table  de  pouvoi r  
obten i r  u ne  course  p le i ne  échel le  de  2  m N  ou  m oins.  

B.7.1 .4  Vi tesse de défi lement  du  papier enreg istreur (voir  l 'Arti cle  A. 1  f) )  

Si  un  enreg istreur  g raph ique  est  u t i l i sé  pour  enreg istrer  l a  courbe  de  l a  force  en  fonction  du  
tem ps,  i l  est  recomm andé d 'u t i l i ser une  vi tesse  m in im ale  de  déf i l em ent  du  papier de  1 0  mm/s,  
af i n  de  perm ettre  une  d i fférenciati on  su ffi san te  des  po in ts  im portants  de  l a  courbe  de  l a  force  
en  foncti on  du  tem ps.  
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B.7.2  Balance 

B.7.2. 1  Rig id i té  du  ressort  (voir  l 'Arti cle  A. 1  d ))  

La balance  m esure  l e  déplacem ent  d 'un  systèm e à  ressort  (en  général ) ,  i ndu i t  par  l a  force  
appl iquée  ag issant  sur  l e  spécim en.  Ce  déplacem ent produ i t  u ne  variati on  de  la  profondeur  
d ' imm ersion  du  spécim en  dans  l a  brasure  et,  en  conséquence,  une  variati on  de  la  poussée  
d 'Arch im ède.  I l  es t  par conséquent  nécessai re  que  l e  systèm e à ressort  so i t  su ffi sam m ent 
ri g i de  pour  que  sa course  et  l a  variati on  de  l a poussée  d 'Arch im ède  qu i  en  résu l te  pendant  
l 'essai  so ient  nég l i geables  par rapport  aux au tres  forces  m esurées.  

Lors  de  l ' essai  des  d i spos i t i fs  pour  m ontage  en  surface,  pour  l esquels  l a  profondeur  
d ' imm ersion  est  généralem ent  très  faible,  cette  r i g i d i té  ne  pose  pas  de  problèm e particu l i er;  
cependant,  e l l e  devien t  un  facteur  p lus  cri t i que  s i  l a  balance  est  u t i l i sée  pour  des  essais  sur  
des  spécim ens  de  p lus  g randes  d im ens ions  avec des  forces  de  poussée  d 'Arch im ède p lus  
im portantes .  

B.7.2.2  N iveau  de bru i t  (voi r l 'Arti cle  A. 1  e))  

Le  n i veau  de  bru i t  é lectri que  et  m écan ique  dans  l a  balance  et  dans  l e  systèm e am pl i f icateur  
ne  do i t  pas  dépasser  1 0  % du  n i veau  du  s ignal  su r l a  p lage  la  p lus  sens ible.  

B.7.3  Mécan isme de levage du  bain  et  contrôles  

B.7.3. 1  Profondeur d ' immersion  (voi r l 'Art icle  A. 1  h ))  

La profondeur  d ' im m ersion  du  spécim en  dans  l a  brasure  en  fus ion  (qu i  do i t  ê tre  spéci f i ée)  
do i t  sat isfai re  aux cond i t i ons  su ivantes:  

a)  dans  l e  processus  de  m ou i l lage,  l a  brasure  traverse  l a zone  étud iée.  Sur  des  connexions  
préform ées,  i l  est  nécessai re  de  sé lectionner l 'ang le  d ' imm ersion  correct  pour s 'assurer  
que  cela se  produ i t;  

b)  i l  convien t  que  l a profondeur  d ' im m ersion  soi t  su ffi samm ent faib le  pou r que  l a  p lus  g rande  
part ie  de  la  sorti e  l i bre  reste  au -dessus  de  l a  su rface  de  l a brasure;  

c)  i l  convien t  que  l a profondeur  d ' im m ersion  so i t  su ffi san te  pour  assurer  un  transfert  
therm ique  approprié  à  la  sorti e;  

d )  l a  profondeur  d ' imm ersion  do i t  être  reproductible  à 0 , 01  mm  pour  obten i r  des  résu l tats  
reproductibles  ou  1 0  % dans  le  cas  l e  p lus  défavorable.  

NOTE  La poussée  d 'Arch im ède  décale  d 'au tant  p l us  l e  n i veau  de  force  zéro  par rapport  au  zéro  cen tral  et  i l  y  a  
d 'au tant  m oins  de  l ongu eu r de  sort i e  d i spon ib le  à  traverser par l a  brasu re  qu e  l a  profondeur d ' im m ers ion  est  
g rande.  

L' in terface  d ispon ible  pour l e  transfert  de  chaleu r  de  l a  brasure  vers  l e  spécim en  est  d 'au tant  
p lus  g rande  et  l e  processus  de  m ou i l l age  est  d 'au tan t  m oins  retardé  par  l es  effets  du  transfert  
therm ique  que  l a  profondeur  d ' imm ersion  est  g rande.  

B.7.3.2  Vi tesse d ' immersion  (voir  l 'Arti cle  A. 1  g ))  

Les  essais  de  brasabi l i té  effectués  sur des  d ispos i t i fs  pour m ontage  en  surface  u t i l i sen t  de  
très  faibles  profondeurs  d ' im m ersion  et,  par  conséquen t,  n 'exi gent  que  des  vi tesses  
d ' imm ersion  faibles.  Dans  l a p l upart  des  cas ,  de  faibles  vi tesses  perm ettent  d 'obten i r  une  p lus  
g rande  précis ion  de  la  profondeur d ' im m ersion .  I l  convien t  qu 'une  vi tesse  d ' imm ersion  
com prise  entre  0 , 1  mm /s  et  5  mm/s  assure  une  imm ersion  to tale  de  l a  p lupart  des  spécim ens  
avan t  que  l e  brasage  ne  comm ence.  

B.7.3.3  Durée de  l ' immersion  (voir  l 'Arti cle  A. 1  j ) )  

Pour les  d ispos i t i fs  pour  m on tage  en  surface,  u ne  durée  d ' im m ersion  de  5  s  est  
habi tuel l em ent su ff isan te  pour l es  spécim ens  de  peti tes  d im ens ions.  



 – 88  – IEC  60068-2-69:201 7  © I EC  201 7  

Une  durée  d ' im m ersion  de  1 0  s  peu t  être  nécessai re  pour  les  com posants  et  l es  spécim ens  
de  g randes  d im ensions  de  capaci té  therm ique  particu l ièrem ent é levée.  

B.7.3.4  Posi t ion  en  x/y  d 'une  goutte  de brasure  

Afin  d 'u t i l i ser  l a  m éthode  de  l a  balance  de  m ou i l l age  à  l a  gou tte  de  brasure,  i l  es t  exigé  de  
pos i t ionner  l a  gou tte  de  brasure  avec précis ion  sous  la  sortie  du  com posant.  Ceci  est  en  
général  réal i sé  au  m oyen  d 'une  table  asservie  pouvant  être  pos i t i onnée  dans  les  d i recti ons  x  
(de  gauche  à  dro i te)  et  y  (d 'avant  en  arri ère) .  U ne  précis ion  de  ±  0 , 05  mm est  recomm andée,  
et  en  part icu l i er s i  p lus ieurs  sort i es  d 'un  d isposi ti f  à  p lus ieu rs  sorti es  do i vent  être  soum ises  à 
l 'essai  success ivem ent,  cas  dans  l equel  tou te  erreur de  pos i t i on  s 'aj ou te  à  m esure  que  l a 
gou tte  de  brasure  se  déplace  le  l ong  du  d ispos i t i f .  

B.7.3.5  Expl ication  des  courbes de  mou i l lage  

La F igure  B. 1  représente  l es  étapes  1  à  5  des  cou rbes  de  m ou i l l age.  

 

a)  – Etape 1  

 

b)  – Etape 2  
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c)  – Etape 3  

 

d)  – Etape 4  
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e)  – Etape 5  

Figure B. 1  – Expl ication  des  courbes  de mou i l lage  

Les  valeurs  des  param ètres  m esurés  à  parti r  de  l a  séquence  des  ci nq  étapes  de  l 'essai  de  
balance  de  m ou i l lage  présen tées  c i -dessus  sont  représentées  à l a  F igu re  B. 2 .  

 

Figure B.2  – Courbe  de moui l l age typique 

B.7.3.6  Exemples de  courbes  représentatives  de la  force  en  fonction  du  temps  

Dans  l es  exem ples  représen tés  à  la  F igu re  B. 3 ,  l a  parti e  de  la  courbe  représen tant  l es  forces  
ag issant  vers  le  hau t  ( répu ls i on)  su r l e  spécim en  (non-m ou i l lage)  est  i nd i quée  comm e 
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négative  et  l a  partie  de  l a  courbe  représen tant  l es  forces  ag issant  vers  le  bas  (attracti on)  sur  
l e  spécim en  (m ou i l lage)  est  i nd iquée  comm e pos i ti ve.  

La  l i gne  en  po in t i l l és  représen te  la  cond i t i on  au  débu t  du  cycle  d 'essai .  Le  po ids  du  spécim en  
est  annu lé.  La l i gne  con ti nue  hori zontale  représen te  le  décalage  de  l a  l i gne  de  poussée  
d 'Arch im ède,  l à  où  l a  force  de  m ou i l lage  est  nu l l e .  

La  poussée  d 'Arch im ède  du  spécim en  peut  être  calcu lée  comm e l e  produ i t  du  vo lum e  
imm ergé  et  de  l a  dens i té  de  brasure  en  fus ion  déplacée.  A la  tem pérature  d 'essai  spéci f iée  de  
235  °C,  i l  convien t  d 'u t i l i ser l a  valeur arrond ie  de  8  g /cm 3  pour  l a  dens i té  de  brasu re  en  fus ion  
avec  60  %  d 'étain  et  40  % de  plom b.  Pour  l es  al l i ages  de  brasure  au  SnAgCu  et  au  SnCu ,  i l  
convient  d 'u ti l i ser l a  valeur arrond ie  de  l a  dens i té  de  brasure  en  fus ion  de  7, 1  g /cm 3 .  
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Légende  

A Pas  de  m ou i l l ag e  B  Mou i l l age  l en t  

C  Mou i l l age  m éd iocre  D  Spécim en  à l a  poussée  d 'Arch i m ède  

E  Bon  m ou i l l ag e  F  Mou i l l age  très  rapide  

G  Mou i l l age  rapide  l im i té  par l a  dem ande  
therm ique  

H  Mou i l l age  i nstabl e  

I  Mou i l l age  retardé    

Figure B.3  – Courbes représentatives  de  l a  force en  fonction  du  temps  

B.7.4  Paramètres  à  mesurer à  parti r de l a  courbe de  l a  force en  fonction  du  temps  

B.7.4. 1  Choix des  cri tères d 'essai  

Dans  la  m esure  où  l 'u n  des  avantages  de  cette  m éthode  d 'essai  rés ide  dans  l e  fai t  que  
l 'ensem ble  du  processus  de  m ou i l lage  est  exam iné,  i l  peu t  être  approprié  d 'u ti l i ser p lus ieu rs  
des  param ètres  énum érés  en  8. 2  du  présent  docum ent  pour déterm iner l es  exigences  d 'essai  
à  sat isfai re.  
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B.7.4.2  Temps de début  de  moui l lage  

Au  poin t  B  (vo i r  F igure  7) ,  l e  processus  de  m ou i l lage  a  progressé  d 'un  état  de  non-m ou i l lage  
j usqu 'au  po in t  où  l e  m én isque  de  brasure  com m ence à  m onter l e  long  de  l a  sorti e.  L' i n terval le  
de  tem ps  entre  A et  t0  es t  donc  le  tem ps  de  débu t  de  m ou i l lage,  qu i  est  i n f l uencé  par  l e  f l ux  et  
l es  caractérist i ques  therm iques  du  spécim en .  

B.7.4.3  Progression  du  mou i l lage  

I l  convien t  que  l a force  m esurée  à un  i nstan t  donné  ou  la  durée  nécessai re  pou r atte i ndre  une  
force  donnée,  sat isfassen t  à  l ' exigence  spéci f i ée.  I l  es t  recomm andé  d 'u t i l i ser  un  tem ps  
m axim al  de  2  s ,  ou  que  l a force  atte igne  la valeur  exi gée  dans  un  délai  de  2  s .  

La force  exigée  peu t être  déterm inée  par l a  m éthode  prescri te  en  B. 7.5 ,  ou  l es  valeurs  
peuven t  ê tre  u ti l i sées  comm e faisan t  parti e  i n tégran te  d 'un  systèm e de  contrô le  s tati st i que  du  
processus.  

B.7.4.4  Stabi l i té  de moui l l age  

Après  avo i r  atte i n t  l a  valeur m axim ale  de  l a  force  D ,  l e  m én isque  peu t  rester  constan t  et  l a  
valeur  de  la  force  ne  présenter  aucune  m od i f i cation .  Tou tefois ,  cette  stabi l i té  peu t  être  
perturbée  par des  réacti ons  entre  l e  spécim en  et  l a  brasu re  condu isant  à  une  d isso lu ti on  de  l a 
surface  du  spécim en  par  l a  brasure  ou  à l a  form ation  d 'une  couche  de  produ i t  de  réaction  au  
n i veau  de  l ' i n terface.  De  plus ,  du  f l ux  rés iduel  peu t  s 'évaporer,  se  décom poser ou  b i en  m igrer 
à l a  surface  du  bain  de  brasure  en  fus ion .  La  couche  de  brasage  d 'un  com posan t  étam é  par  
imm ersion  peu t  également  en trer en  fus ion  au -dessus  du  m én isque  de  brasure  en  m ouvem ent.  
Tous  ces  effets  peuvent  condu i re  à une  d im inu ti on  de  l a  force  m esurée  de  te l le  sorte  que  l a 
valeur à l a  f i n  de  l a  péri ode  d 'essai  E  so i t  i n férieure  à  la  valeu r enreg istrée  en  D.  U ne  te l le  
i nstabi l i té  n 'est  pas  souhai table  et  est  révélatrice  de  problèm es  éven tuels  re lat i fs  à  l a  sorti e  
du  com posant.  

Pour  des  péri odes  d 'essai  com prises  entre  5  s  e t  1 0  s ,  i l  es t  recom m andé que  le  rapport  

D en Force

E en Force  

so i t  supérieur à  0 , 8 .  

B.7.5  Force de  mou i l lage  de  référence  

Si  la  hau teur  de  l a  sorti e  d ispon ible  des  d isposi t i fs  pour  m ontage  en  surface  n 'est  pas  
su ff isante  pou r perm ettre  une  rem on tée  com plète  du  m én isque,  al ors  un  ang le  de  con tact  
égal  à  zéro  ne  peut  pas  être  obtenu .  Cela s i gn i f i e  qu ' i l  n 'est  pas  poss ible  d 'u t i l i ser  l e  m ode  
opérato i re  m athém atique  décri t  à  l 'Annexe  E  pour calcu ler l a  force  théori que  m axim ale.  

Afi n  d 'obten i r  u ne  force  de  référence  pratique  à  laquel le  com parer  l es  résu l tats  expérim entaux,  
l e  m ode  opérato i re  su i vant  do i t  être  su i vi  pour  chaque  com posant  à  soum ettre  à  l ' essai .  

Ci nq  échanti l l ons  sont  pré levés  parm i  l es  spécim ens  à anal yser et  soum is  à l 'essai  en  
u t i l i san t  u n  f l ux  l i qu ide  conform e à  l ' I SO  9454-1 : 1 990,  c lasse  2. 2. 2. A.  I l  s 'ag i t  d 'un  f l ux  
organ ique  fortem ent  acti vé  qu i  perm et  de  préparer l e  com posan t  pour  obten i r  l e  m ei l l eu r cas  
de  référence.  La force  m axim ale  obtenue  sur  chacun  des  c i nq  spécim ens  est  enreg istrée  et  l a  
m oyenne  calcu lée  pour donner une  force  de  m ou i l l age  de  référence.  

Une  exigence  l im i te  peu t  être  f i xée,  pour  l es  com posants  à soum ettre  à  l 'essai ,  à  parti r  d 'un  
pourcentage  de  cette  force,  et  i l  convient  que  ce la  soi t  i nd iqué  dans  l a spéci fi cati on  du  
com posan t  appl icable.  I l  es t  recomm andé  que  cette  force  so i t  spéci fi ée  à 2  s ,  m ais  d 'au tres  
i nstan ts  peuvent  ê tre  spéci fi és.  
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I l  convien t  que  l es  échan ti l l ons  so ient  exam inés  visuel lem ent  pour  s 'assurer qu ' i l s  son t  
com plètem ent  m ou i l lés  et  qu ' i l  n ' y a  aucun  défaut  dans  l e  m ou i l l age  des  sorti es .  

Les  résu l tats  obtenus  par cette  m éthode  peuven t égalem ent  être  u t i l i sés  comm e parti e  
i n tégrante  d 'un  systèm e de  con trô le  s tat ist i que  du  processus  pour é laborer  des  g raph iques  de  
con trôle  des  com posants .  

B.7.6  Emplacement  du  matériel  

Le  m atériel  do i t  être  s i tué  dans  un  envi ronnem ent  exem pt  de  tou te  vi brati on  et  à  l 'abri  des  
courants  d 'ai r,  et  p lacé  su r u n  banc d 'essai  robuste.  L'aj ou t  de  m atérie l  supplém entai re  ne  
do i t  pas  affecter  l es  perform ances  de  l ' i nstrum ent  n i  l e  n i veau  de  bru i t  m esuré,  par  exem ple  
un  d ispos i t i f  d 'extracti on  de  fum ées.  

B.7.7  Broches  

Les  broches  son t  en  fer et  donc,  pou r évi ter  qu 'e l l es  ne  s 'oxydent,  i l  est  essen tie l  de  s 'assurer  
qu 'e l l es  sont  tou j ours  étam ées  (recouvertes  de  brasure) .  

B.7.8  Modules  de goutte  

Pour évi ter une  poss ible  contam inati on  cro isée  entre  l es  al l iages  à  base  de  plom b et  d 'étai n  
et  l es  al l i ages  sans  p lom b,  i l  est  recomm andé d 'u ti l i ser  des  m odu les  de  gou ttes  d is t incts  
m arqués  de  m an ière  appropriée  pour  d i fférencier  l es  m odu les  u t i l i sés  pour  l es  al l i ages  à base  
de  plom b et  d 'étai n  et  de  ceux  u t i l i sés  pour l es  al l i ages  sans  p lom b.  

B.8 Flux d 'essai  – Lettre de justi fication  des comités IPC J -STD-002/J-STD-003 
sur les flux d 'essai  de brasabi l i té  activée  

B.8.1  Général i tés  

NOTE  Texte  de  l ' I PC,  reprodu i t  avec  l 'au tori sat i on  de  l ' I PC,  com portant  des  m od i f i cati ons  m ineures  d 'ord re  
rédacti onnel l es  pour l a  cohérence  avec  l a  présente  N orm e i n ternati onal e  de  l ' I EC.  

La spéci f ication  I PC  J -STD-002/J -STD-003  actuel le  com porte  une  d ivergence  par rapport  à  l a  
m éthodolog ie  des  f l ux  d 'essai  u t i l i sée  dans  les  anciens  essais  de  brasabi l i té.  

Consti tuan t  Composi tion  par fraction  massique  

Flux 1  
% 

Flux 2  
% 

Colophane  25  ±  0 , 5  25  ±  0 , 5  

Ch lorhydrate  de  d i éthyl am ine  (CAS  n°  660-68-4)  0 , 1 5  ±  0 , 01  0 , 39  ±  0 , 01  

Al cool  i sopropyl i qu e(I PA)  (CAS  67-63-0 )  équ i l i bré  équ i l i bré  

Masse  de  ch lore  en  %  des  so l i des  0 , 2  0 , 5  

 

Les  com i tés  du  J -STD-002/J -STD-003  com prennen t  que  tou te  m od i fi cati on  proposée  relati ve  
à l ' u ti l i sat i on  de  ROL0  (anciennem ent l e  type  R)  est  exam inée  m inu tieusem ent  et  exi ge  des  
données  d 'essai .  Les  com i tés  du  J -STD-002/J -STD-003  on t  engagé  d ' im portan tes  ressources  
de  travai l  pour  trai ter  la  questi on  de  cette  m od i fi cati on  de  f lux,  notamment sur  les  études  
ch im iques  et  l a  m ise  en  œuvre  d 'expériences  réal i sées  par p lus ieu rs  en treprises .  Les  
prés iden ts  du  com i té  du  J -STD-002,  Dave  H i l lman  [Rock-wel l  Col l i ns ] ,  Doug  Rom m  [Texas  
I nstrum ents ] ,  Mark Kwoka [I n ters i l ] ,  J ack McCu l len  [ I n te l ] ,  on t  l e  sen tim ent  que  l e  com i té  a  
recuei l l i  u n  g rand  nom bre  d ' i n form ations  et  on t  organ isé  des  réun ions  visan t  à  sou ten i r  l es  
m odi fi cati ons  proposées  re lati ves  aux  m atériaux de  f lux.  Les  quatre  j usti f i cati ons  pour 
proposer et  sou ten i r  l es  m odi fi cati ons  de  f l ux  sont  résum ées  ci -dessous.  
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B.8.2  Approche d 'essai  de  brasabi l i té  proactive pour l a  mise  en  œuvre de  fi n i tions  
sans  étain  

Un  certai n  nom bre  d 'études  i ndustrie l l es  (rapport  du  g roupe  de  travai l  su r l es  f i n i ti ons  de  
surface  du  NEMI ,  1 996,  proj et  de  brasure  sans  p lom b du  NCMS,  1 997,  rapport  284 CMMT (A)  
du  l aborato i re  de  physique  nati onal ,  2000)  on t  m on tré  une  incom patibi l i té  des  f lux  de  type  R  
avec  l es  f in i ti ons  de  surface  sans  étain  com m e l e  pal l ad i um ,  l es  agents  de  préservation  de  
brasabi l i té  organ ique  et  l ' imm ersion  dans  l ' or.  L' i n troduction  de  ces  d i fféren tes  f i n i t ions  de  
surface  m étal l i ques  su r des  com posants  et  des  cartes  im prim ées  n 'est  p l us  exceptionnel l e,  
m ais  est  devenu/devien t  rapidem ent  l a  norm e.  L'u ti l i sat ion  d 'un  f l ux  de  type  R  con tenant  
seu lem ent  des  act i vateurs  natu rels  a  produ i t  des  résu l tats  d 'essai  de  brasabi l i té  " faussem ent 
négati fs"  qu i  on t  u n  im pact  négati f  su r l es  coû ts  et  l es  délais  pour l es  constructeurs  de  
com posants  et  de  cartes  im prim ées  et  pour l es  assem bleurs .  

B.8.3  Variabi l i té  rédu i te des essais  de brasabi l i té  

Les  com i tés  su r l a  brasabi l i té  du  J -STD-002/J -STD-003  ont  eu  recours  à  l 'aide  du  Dr Carol  
Handwerker et  aux  ressources  de  l ' i nsti tu t  nat ional  des  norm es  et  technolog ies  (N I ST:  
National Institute of Standards & Technology)  pour exam iner  une  com posi t i on  norm al isée  de  
f l ux  acti vé  et  l a  com parer à  une  com posi t ion  de  f l ux  de  type  R.  U ne  anal yse  stati s ti que  
détai l l ée  réal isée  par B i l l  Russel l ,  Raytheon  System s,  e t  par l es  statis ti c iens  du  N IST a  
i nd i qué  que  l ' u t i l i sat ion  d 'une  com posi t ion  norm al i sée  de  f l ux  acti vé  rédu i t  cons idérablem ent 
l a  quanti té  de  variat i on  des  essais  de  brasabi l i té.  Un  des  pri ncipaux  obj ecti fs  des  com i tés  sur  
l a  brasabi l i té  du  J -STD-002/003  est  de  développer des  m éthodes  d 'essai  e t  des  norm es  pour 
prom ouvoi r  l 'un i form i té  dans  tou te  l ' i ndustrie .  

Les  deux  pri ncipales  j usti f ications  h istoriques  de  l ' u t i l i sati on  d 'un  f l ux  de  type  R,  sont:  1 )  l e  
co lophane  et  l a  rés ine  con tiennen t  seu lem ent des  consti tuants  acti vateurs  de  f l ux  obtenus  
naturel lem ent  et  ne  posen t  donc pas  de  problèm es  n i  de  com pl ications  l i és  aux  form u les  
ch im iques  pour  l e  fourn isseur  de  f l ux;  2)  l es  acteu rs  industrie ls  s 'accorden t  à  reconnai tre  que  
s i  l a  su rface  d 'un  com posant  ou  d 'une  carte  im prim ée donnai t  des  résu l tats  d 'essai  de  
brasabi l i té  acceptables  en  u t i l i sant  un  f l ux  de  type  R,  alors  les  form u lati ons  de  f l ux  pl us  act i fs  
u t i l i sées  dans  l e  processus  d 'assem blage  donneraient  des  résu l tats  de  processus  de  brasure  
acceptables .  Cette  m arge  de  sécuri té  sur  l ' évaluation  de  la  brasabi l i té  s ' im posai t  d 'e l le -m êm e 
comm e une  décis ion  de  consensus  i ndustrie l .  Les  com i tés  du  J -STD-002/J -STD-003  on t  
com pris  la  pert i nence  h i stori que  à  l 'ori g ine  de  l a  décis ion  d 'u t i l i ser l e  f l ux  de  type  R  et  on t  
m ontré  l eur souhai t  partagé  de  m ain ten i r  l e  coussin  de  sécuri té  que  consti tue  l 'évaluati on  de  
l a brasabi l i té.  Tou tefo is ,  l es  com i tés  on t  trai té  un  certain  nom bre  de  facteurs  de  production  
i ndustri e ls  pour réévaluer l a  com posi t i on  des  f l ux  de  brasabi l i té  fondée  su r  l es  am él i orations  
technolog iques  des  f i n i t i ons  de  surface,  l es  am él i orations  des  form u lations  ch im iques  des  f lux  
par  l es  fourn isseurs  de  f l ux  et  le  souhai t  de  ne  pas  avoi r  u ne  m arge  de  sécuri té  excess ive  
pour  ne  pas  augm enter  l es  coû ts  et  l es  délais  sans  aj ou ter de  valeur.  Les  com i tés  on t  réal i sé  
un  certai n  nom bre  d 'essais  (Wenger,  Kwoka,  ACI )  dém ontrant,  en  u t i l i san t  u n  n i veau  
spéci f ique  réel  d 'act i vation  norm al isé,  des  com posants  et  des  cartes  im prim ées  fourn is  par 
l ' i ndustri e ,  qu 'un  résu l tat  d 'essai  de  brasabi l i té  " faussem ent acceptable"  étai t  extrêm em ent  
rare.  Aucun  cas  n 'a  donné  l a  séquence  su i vante:  "Essai  ROL1 :  succès  – Essai  ROL0:  échec  – 
Défai l l ance  pendant  l 'assem blage  de  la  carte".  En  fai t,  l ' u t i l i sati on  à  l a  fo is  de  ROL1  et  de  
ROL0  est  p l us  susceptib le  de  créer un  résu l tat  d 'essai  de  brasabi l i té  par  imm ersion  et  
visual i sati on  i nd iquan t  un  " faux  rejet"  l orsque  ce  résu l tat  est  com paré  aux perform ances  du  
brasage  au  n i veau  de  la  carte.  
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B.8.4  Normal isation  de  l a  composi t ion  du  flux  d 'essai  de  brasabi l i té  à  l 'échel le  
g lobale  

Un  au tre  objecti f  m ajeu r des  com i tés  su r l a  brasabi l i té  du  J -STD-002/J -STD-003  est  de  
développer des  m éthodes  d 'essai  et  des  norm es  pour prom ouvoi r  une  norm al isati on  g lobale  
pour  l ' i ndustri e  é l ectron ique.  La com posi t i on  normal isée  de  f lux  acti vé  choi s ie  et  soum ise  aux  
essais  par  l es  com i tés  a  été  u t i l i sée  dans  la  spéci f i cation  sur  l e  brasage  ( I EC  60068-2-20)  de  
l a  Com m ission  E lectrotechn ique  I n ternati onale.  La spéci f ication  de  l ' I EC  est  u t i l i sée  avec  
succès  pour  l es  essais  de  brasabi l i té .  La com patibi l i té  des  exi gences  de  com posi t i on  de  f l ux  
en tre  l a  spéci f ication  J -STD-002/J -STD-003  et  l es  spéci fi cati ons  de  l ' I EC  const i tue  une  
s i tuati on  avantageuse  pour l es  assem bleurs  de  matérie l  é l ectron ique  et  les  constructeurs  de  
com posants  et  de  cartes  im prim ées.  
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Annexe C 
(normative)  

 
Méthodes  d 'essai  pour composants  CMS  

de  tai l le  0603M (0201 )  ou  plus peti ts  

C.1  Général i tés  

L'Annexe  C  spéci f i e  deux m éthodes  d 'essai  pour  l es  com posan ts  CMS u l tram in iatures  te ls  
que  le  0603M  (0201 )  ou  des  com posants  pl us  peti ts ,  en  u t i l i sant  la  m éthode  de  l a  balance  de  
m ou i l lage  à l a  gou tte  de  brasure.  

L'Annexe  C  fourn i t  l es  m odes  opératoi res  norm al i sés  pour  l es  al l i ages  de  brasage  con tenant  
du  plom b et  pour l es  al l iages  de  brasage  sans  plom b.  

Méthode  1 :  ces  i n form ations  on t  été  fourn ies  par  l e  Com i té  nati onal  j aponais  et  son t  basées  
sur des  al l i ages  sans  plom b.  

Méthode  2:  ces  in form ations  ont  été  fou rn ies  par  l e  Com i té  national  bri tann ique  et  son t  
basées  sur des  al l iages  au  plom b-étain .  

C.2  Description  générale de l a  méthode d 'essai  

Voi r  l 'Artic le  4 .  

C.3  Précondi tionnement  

C.3.1  Préparation  des  spécimens  

Voi r 6. 1 .  

C.3.2  Viei l l i ssement  

Com m e spéci fi é  en  6 . 2  avec l 'exception  su i van te:  

Les  cond i t i ons  de  vie i l l i ssem ent  recom m andées  son t:  

a)  Vie i l l i ssem ent  A:  1 55  °C  pendan t  4  h  (essai  Bb  de  l ' I EC 60068-2-2) .  

NOTE  Le  spécim en  peu t  être  placé  dans  l e  fou r à  l a  tem pératu re  am biante.  

b)  Vie i l l i ssem ent  B:  1 20  °C,  hum id i té  re lat i ve  85  % pendan t  4  h  (essai  Cx  de  
l ' I EC  60068-2-66) .  

C.4  Matériaux 

C.4.1  Brasure  

C.4. 1 . 1  Matériau  de brasure  

Com m e spéci fi é  en  7. 1 . 3 .  

C.4.1 .2  Masse  de brasure  pour  la  méthode  de la  balance de  mou i l l age à  la  goutte de  
brasure  

Com m e spéci fi é  en  7. 1 . 5  avec l es  détai l s  su ivants :  
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Méthode  1 :  l a  brasure  do i t  se  présen ter  sous  l a  form e de  pasti l l es  ou  de  f i l s  coupés  d 'une  
m asse  de  25  m g  ±  2 , 5  m g .  

Méthode  2:  l a  brasure  do i t  se  présen ter  sous  l a  form e de  pasti l l es  ou  de  f i l s  coupés  d 'une  
m asse  de  5  m g  ±  0 , 5  m g .  

C.4.2  Flux 

Com m e spéci f i é  en  7. 2 . 1  avec l es  détai ls  su i vants :  

Un  f l ux  non  act i vé  do i t  être  u t i l i sé  pou r le  spécim en.  Un  f l ux  faiblem ent  acti vé  do i t  ê tre  u t i l i sé  
pour  form er la  gou tte  de  brasure.  

C.5  Méthode 1  

C.5.1  Descript ion  de  l 'apparei l  d 'essai  

C.5. 1 . 1  Apparei l  d 'essai  

Com m e spéci f i é  aux  Arti cles  5,  A. 1  et  A. 3  avec l es  excepti ons  su i vantes:  

a)  vi tesse  d ' imm ersion :  0 , 1  mm /s  ±  0 , 01  m m /s;  

b)  profondeur  d ' imm ersion :  0 , 02  m m ;  

c)  tê te  du  corps  en  al um in i um  concave,  comm e représen té  à l a  F i gure  C. 1 ;  

d )  d iam ètre  de  l a broche  en  fer:  2  mm .  

 

Légende  

A  Broche  en  fer  B  Corps  en  al um in i um  

Figure C. 1  – Vue en  coupe du  corps en  alumin ium  

C.5. 1 .2  Apparei l  d 'observation  

I l  convien t  d 'u t i l i ser  une  l oupe  ou  une  cam éra vi déo  pour  observer l 'ang le  d ' im m ersion  du  
spécim en  et  son  al i gnem en t avec la  gou tte  de  brasure.  

La l oupe  ou  l a  cam éra vi déo  do i t  être  capable  de  détecter la  pos i t i on  d 'un  spécim en  et  d 'une  
gou tte  de  brasure  pour  conf i rm er l 'ang le  de  l ' im mers ion  du  spécim en  et  son  al i gnem ent  avec 
l a gou tte  de  brasure.  

Par exem ple,  i l  convien t  que  l es  d im ens ions  du  g ross issem en t de  la  cam éra perm etten t  une  
extension  l atérale  de  1 0  mm  ou  m oins.  

IEC  

A  

B  

ϕ3  

ϕ2  1 0°  à  1 5  °  
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C.5.2  Modes opératoi res  

C.5.2. 1  Température d 'essai  

Selon  8. 1 . 2 .  

C.5.2.2  Préparation  de  l 'essai  

Le  d iam ètre  de  l a broche  en  fer do i t  être  de  2  mm ,  conform ém ent  à  C . 5. 1 . 1  d ) .  

Rég ler  la  tem pérature  de  la  brasure  com m e spéci f i é  en  C. 5. 2. 1 .  I l  convien t  de  ne  j am ais  
chauffer  les  b locs  supports  de  gou ttes  sans  présence  de  brasure  sur  la  broche  en  fer.  Le  
chauffage  de  l a broche  non  couverte  est  susceptible  d 'oxyder l e  fer qu i  devien t  alors  d i ff ici l e  à  
mou i l ler.  

C.5.2.3  Appl ication  du  fl ux au  spécimen  et  maintien  du  spécimen  

a)  Avan t  l 'essai ,  l e  spécim en  est  m on té  dans  le  support  approprié  pour donner  l 'ang le  
d ' imm ersion  souhai té  (hori zon tal )  et  une  couche  con tinue  du  f l ux  non  acti vé  (selon  C. 4. 2)  
est  appl i quée  à  l a  parti e  de  l a  sort ie  du  com posant  à  soum ettre  à  l ' essai .  Les  exem ples  de  
m éthodes  d 'appl icati on  du  f l ux  son t  décri ts  c i -dessous.  

– Le  spécim en  placé  dans  l e  support  est  im m ergé  dans  le  f l ux.  

– Appl i quer  l e  f l ux  au  spécim en  placé  dans  l e  support  à  l 'aide  d 'une  t ige  à  cocktai l ,  d 'un  
tam pon  de  coton  ou  d 'un  appl icateur  s im i lai re .  

b)  L'excès  de  gou tte lettes  de  f l ux  do i t  ê tre  reti ré  par  con tact  avec du  papier  absorbant.  I l  est  
très  im portan t  que  l ' excès  de  f l ux  ne  pu isse  pas  pénétrer  dans  l e  support  du  spécim en  ou  
rester  sur  l e  com posant.  La présence  d 'excès  de  f l ux  en traîne  une  ébu l l i t i on  explos ive  
l orsque  l e  so lvan t  du  f l ux  en tre  en  contact  avec  la  brasure  en  fus ion .  

c)  Après  l 'appl icati on  du  f l ux,  suspendre  l e  spécim en  sur  l 'apparei l .  La  sortie  du  spécim en  à  
soum ettre  à l 'essai  do i t  ê tre  centrée  au -dessus  de  l a  gou tte  de  brasure  de  l 'essai  
précéden t.  

Voi r  F i gu re  C. 2.  

I l  convien t  d 'u t i l i ser une  l oupe  ou  une  cam éra vidéo  pour  observer l 'ang le  d ' im m ersion  du  
spécim en  et  son  al i gnem ent avec l a gou tte  de  brasure.  

 

Figure C.2  – Posi tion  d ' immersion  et  posi tion  relative  

C.5.2.4  Préparation  de  l a  goutte de  brasure  

Imm édiatem en t avant  l 'essai ,  i l  convient  de  reti rer  l a  brasure  de  l 'essai  précédent  en  essu yan t  
l e  b l oc support  de  gou ttes  au  m oyen  d 'un  tam pon  de  coton  et  de  le  rem placer par  une  
nouvel l e  brasure  comm e spéci f ié  en  C . 4. 1 . 1 .  

IEC  
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Un  vo lum e de  1 0  µL ±  1  µL de  f l ux  acti vé,  comme spéci fi é  en  C .4. 1 . 2,  do i t  ê tre  appl i qué  à l a  
nouvel l e  brasure  en  u t i l i san t  par exem ple  une  m icropipette .  Ce  m ode  opérato i re  sert  à  
garanti r  l a  propreté  de  l a su rface  de  l a  gou tte  de  brasure  pendant  l a  durée  de  l 'essai ,  l e  
mou i l lage  com plet  par la  brasure  de  l a broche  en  fer et  l a  form e hém isphérique.  Si  nécessai re,  
l e  d isposi t i f  de  suspens ion  de  l 'apparei l  et  le  d i sposi t i f  d 'enreg is trem ent  son t  rég lés  su r l a  
pos i t ion  zéro.  

C.5.2.5  Essai  et  enreg istrement  

L'essai  et  l 'enreg istrem ent  do iven t  être  réal i sés  se lon  l a séquence  su i vante:  

a)  Fai re  descendre  l e  spécim en  sur l 'apparei l  de  te l l e  sorte  que  le  bord  i n férieur  du  
com posant  so i t  s i tué  entre  1  mm  et  1 , 5  mm  au -dessus  de  l a  gou tte  de  brasure  et  l aisser  le  
spécim en  préchauffer/sécher.  

b)  Le  spécim en  et  l a  brasu re  son t  m is  en  con tact  dans  l es  cond i ti ons  su i van tes:  

– l a  vi tesse  d ' imm ersion  do i t  être  de  0 , 1  m m /s  ±  0 , 01  m m /s;  

– l a  profondeur  d ' imm ersion  recomm andée de  la  surface  à  soum ettre  à  l 'essai  dans  la  
brasure  do i t  ê tre  0, 02  m m .  

c)  La brasure  et  l e  spécim en  son t  m ain tenus  dans  cette  pos i ti on  pendan t  au  m oins  5  s ,  pu is  
son t  séparés.  

d )  La  force  verticale  ag issant  su r  l e  spécim en  est  enreg istrée  pendan t  l a  péri ode  de  con tact  
en tre  l a  brasure  et  le  spécim en.  I l  n 'est  pas  nécessai re  d 'enreg istrer  la  force  pendant  le  
retrai t ,  é tant  donné  que  l a part ie  de  l a  courbe  correspondant  au  retrai t  n 'est  pas  anal ysée .  

NOTE  La vi tesse  de  retrai t  n ' est  pas  spéci f i ée  étan t  donné  que  l a  courbe  de  force  n 'est  pas  anal ysée  une  fo i s  qu e  
l e  spécim en  comm ence  à  se  séparer de  l a  brasu re.  

C.5.2.6  Séquence temporel l e  de l 'essai  

La séquence  tem porel l e  de  l 'essai  est  i nd i quée  au  Tableau  C. 1  e t  à  l a  F i gu re  C. 3.  Pour  
m ain ten i r  l a  répétabi l i té,  i l  convient  que  la  durée  de  la  séquence  d 'essai  so i t  l a  p l us  courte  
poss ible .  

Tableau  C.1  – Séquence temporel le  du  mode opératoi re d 'essai  

Etape  Processus  Durée cumulée  
du  processus a  

s  

Référence  

1 )  Appl i quer l e  f l u x  au  spécim en  0  C. 5. 2. 3  a)  

2)  Reti rer l ' excès  de  f l u x  du  spéci m en  ~5  C. 5. 2. 3  b)  

3)  Suspendre  l e  spécim en  su r l ' apparei l  ~ 1 5  C. 5. 2. 3  c)  

4)  Al i gner l e  spécim en  et  l a  gou tte  de  brasu re  ~40  C. 5. 2. 3  c)  

5)  Essuyer l es  rés i dus  de  brasu re  restan ts  du  bl oc  support  de  g ou tte  ~50  C. 5. 2. 4  

6)  P lacer u ne  nou vel l e  brasu re  ~65  C. 5. 2. 4  

7)  Appl i quer l e  f l u x  à  l a  brasu re  ~80  C. 5. 2. 4  

8)  Fai re  descendre  l e  spécim en  au -dessus  de  l a  gou tte  de  brasu re  ~90  C. 5. 2. 5  a)  

9)  I mm erger l e  spécim en  dans  l a  brasu re  ~ 1 1 0  C. 5. 2. 5  b)  

a  La  du rée  cum u lée  du  processu s  comm ence  avec  l 'appl i cat i on  du  f l u x  au  spécim en .  
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Légende  

A:  Fl u x pou r l e  spécim en  B:  F l u x pou r form er l a  gou tte  de  brasu re  C:  Brasu re  

Figure C.3  – Séquence temporel le  et  séquence d 'essai  

C.5.3  Présentation  des résu l tats  

C.5.3. 1  Forme de la  courbe de  l a  force en  fonction  du  temps 

Les  forces  ag issant  vers  l e  hau t  (répu ls i on )  sur l e  spécim en  (non-m ou i l lage)  son t  i nd i quées  
comm e des  forces  négati ves  et  l es  forces  ag issant  vers  le  bas  (attracti on )  sur  l e  spécim en  
(m ou i l lage)  son t  i nd iquées  com m e des  forces  posi ti ves .  

Une  courbe  de  balance  de  m ou i l l age  typique  est  représentée  à l a  F igu re  C.4.  

A 

0  s   1 0  s  20  s  30  s  40  s  50  s  60  s  70  s  80  s  90  s  1 00  s  1 1 0  s  

B  

C  

1 )  2)  3)  4)  5)  6)  7)  8)  9)  

1
 ∼

 1
,5

 m
m
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Légende  

t0  I ns tan t  au quel  l a  su rface  de  l a  brasu re  et  l e  spécim en  en tren t  en  con tact  pou r l a  prem ière  fo i s .  

A  Le  m én i sque  de  brasu re  com mence  à m on ter su r l a  sort i e  du  spécim en .  Cela  est  norm alem ent  caractéri sé  
par une  au gm entati on  s i g n i f i cat i ve  de  l a  force  de  m ou i l l ag e.  

B  L'ang le  de  con tact  vau t  90  ° .  

C  La force  de  m ou i l l age  attei n t  2/3  de  l a  valeu r m axim ale  de  l a  force  de  m ou i l l ag e  résu l tan te  et  do i t  dépasser  
une  val eu r spéci f i ée  dans  un  délai  spéci f i é.  

D  La val eu r m axim ale  de  l a  force  de  m ou i l l age  résu l tan te  est  atte i n te  pendan t  l a  péri ode  d ' im m ers ion  
spéci f i ée.  

E  La force  re levée  à  l a  f i n  de  l a  péri ode  d 'essai  spéci f i ée.  

La force  de  m ou i l l age  est  déterm inée  à  part i r  de  l a  force  m esurée  à  l ' i nstan t  t0.  

L' i n terprétati on  de  l a  cou rbe  après  l e  poi n t  E ,  pendant  l e  retrai t  du  spécim en ,  n ' est  pas  pri se  en  com pte.  

Figure C.4  – Courbe de balance de  moui l l age typique  

C.5.3.2  Exemples de  paramètres de  caractérisation  

I l  convien t  de  spéci fi er un  ou  p lus ieurs  des  param ètres  su ivan ts  pour évaluer l a  brasabi l i té  
des  com posants:  

a)  Tem ps  de  m ou i l lage  (T1 ) :  T1  =  t2  – t0 .  Durée  en tre  t0  e t  l ' i nstant  auquel  la  force  de  
m ou i l lage  attein t  2/3  de  l a  force  m axim ale  de  m ou i l lage  ( t2) .  

b)  Stabi l i té  du  m ou i l l age:  Sb .  Le  rapport  en tre  l a  force  f i nale  de  m ou i l lage  (Fend )  e t  l a  force  
m axim ale  de  m ou i l l age  (Fm ax) .  

NOTE  La s tabi l i té  de  m ou i l l ag e  se  cal cu le  com m e su i t:  Sb  =   Fend/Fm ax.  

C.5.4  Renseignements à  fourn ir  dans la  spéci fi cation  appl icable  

Si  l a  spéci f icati on  appl icable  fai t  référence  à  cet  essai ,  i l  convien t  de  spéci f i er l es  é lém ents  
su i vants .  

E lém ent  Référence  

a)  S i  l e  spécim en  do i t  être  nettoyé  avant  l 'essai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C. 3. 1  

b)  S i  un  vi ei l l i ssem ent  accéléré  do i t  être  effectué  et,  dans  ce  cas ,  l a  m éthode  appl icable  C. 3. 2  

c)  Com posi t ion  de  l a  brasure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C. 4. 1 . 1  

d )  Tem pérature  d 'essai ,  s i  e l le  est  d i fféren te  de  cel l e  spéci f iée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C. 5. 2. 1  

e)  Durée  de  l ' essai ,  s i  e l l e  est  d i fférente  de  5  s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C. 5. 2. 5  c)  

f)  Tem ps  de  m ou i l l age  m axim al  (T1 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C. 5. 3. 2  
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C.6  Méthode 2  

C.6.1  Apparei l  d 'essai  

Selon  l es  Articles  5 ,  A. 1  et  A. 3  avec l es  exceptions  su ivan tes:  

a)  vi tesse  d ' imm ersion :  0 , 2  mm /s  ±  0 , 01  m m /s;  

b)  profondeur  d ' imm ersion :  0 , 01  m m ;  

c)  d iam ètre  de  l a  broche  en  fer:  1  mm  selon  l 'Article  A. 3 .  

C.6.2  Apparei l  d 'observation  

I l  convien t  d 'u ti l i ser une  l oupe  ou  une  cam éra vi déo  pour  observer l 'ang le  d ' im m ersion  du  
spécim en  et  son  al ignem ent avec l a gou tte  de  brasure.  

La l oupe  ou  l a  cam éra vidéo  do i t  être  capable  de  détecter la  pos i t i on  d 'un  spécim en  et  d 'une  
gou tte  de  brasure  pour  con fi rm er l 'ang le  de  l ' im mers ion  du  spécim en  et  son  al i gnem ent  avec 
la gou tte  de  brasure.  

Par exem ple,  i l  convien t  que  l es  d im ens ions  du  g ross issem ent  de  la  cam éra perm etten t  une  
extension  l atérale  de  1 0  mm  ou  m oins.  

C.6.3  Méthode d 'essai  2  

C.6.3. 1  Température d 'essai  

Voi r 8 . 1 . 2 .  

C.6.3.2  Mode opératoi re  d 'essai  

C.6.3.2.1  Préparation  de  l 'essai  

Le  d iam ètre  de  l a broche  en  fer do i t  être  de  1  mm ,  conform ém ent  à  l 'Artic le  A. 3.  

Rég ler  la  tem pérature  de  l a brasure  com m e cela est  spéci f i é  en  8. 1 . 1 .  I l  convien t  de  ne  
j am ais  chau ffer l es  b locs  supports  de  gou ttes  sans  présence  de  brasu re  sur  la  broche  en  fer.  
Le  chau ffage  de  l a broche  non  couverte  est  susceptible  d 'oxyder  l e  fer  qu i  devien t  al ors  
d i ff ici l e  à  m ou i l l er.  

C.6.3.2.2  Appl ication  du  flux  au  spécimen  et  maint ien  du  spécimen  

a)  Avan t  l ' essai ,  l e  spécim en  est  m on té  dans  le  support  approprié  pour donner  l 'ang le  
d ' imm ersion  souhai té  (hori zon tal )  e t  une  couche  con tinue  du  f l ux  faiblem ent act i vé,  se lon  
7. 2,  est  appl iquée  à  l a  part ie  de  l a  sorti e  du  com posant  à  soum ettre  à  l 'essai .  Les  
exem ples  de  m éthodes  d 'appl ication  du  f l ux  sont  décri ts  ci -dessous.  

– Le  spécim en  p lacé  dans  l e  support  est  im m ergé  dans  le  f l ux.  

– Appl i quer  l e  f l ux  au  spécim en  p lacé  dans  l e  support  à  l 'aide  d 'une  ti ge  à  cocktai l ,  d 'un  
tam pon  de  coton  ou  d 'un  appl icateur  s im i lai re .  

b)  L'excès  de  gou tte lettes  de  f l ux  do i t  ê tre  ret i ré  par  con tact  avec du  papier  absorbant.  I l  est  
très  im portant  que  l 'excès  de  f l ux  ne  pu isse  pas  pénétrer  dans  l e  support  du  spécim en  ou  
rester  sur  l e  com posant.  La présence  d 'excès  de  f l ux  en traîne  une  ébu l l i t i on  explos ive  
l orsque  l e  so lvan t  du  f l ux  en tre  en  contact  avec  la  brasure  en  fus ion .  

c)  Après  l 'appl icati on  du  f l ux,  suspendre  l e  spécim en  su r  l 'apparei l .  La  sortie  du  spécim en  à  
soum ettre  à l 'essai  do i t  ê tre  centrée  au -dessus  de  l a  gou tte  de  brasure  de  l 'essai  
précéden t.  

Selon  l e  Tableau  7  et  l a  Fi gu re  4 ,  schém a A.  
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I l  convien t  d 'u ti l i ser une  l oupe  ou  une  cam éra vi déo  pour  observer l 'ang le  d ' im m ersion  du  
spécim en  et  son  al ignem ent  avec l a gou tte  de  brasure.  

C.6.3.2.3  Préparation  de  l a  goutte de  brasure  

Imm édiatem ent  avant  l 'essai ,  i l  convient  de  ret i rer  l a  brasure  de  l 'essai  précédent  en  essu yan t  
l e  b l oc  support  de  gou ttes  au  m oyen  d 'un  tam pon  de  coton  et  de  le  rem placer par  u ne  
nouvel le  pasti l l e  de  brasure.  Ensu i te,  su i vre  l e  mode  opératoi re  de  8 . 2 .2 .  

C.6.3.2.4  Essai  et  enreg istrement  

L'essai  et  l ' enreg istrem ent  do iven t  être  réal isés  dans  l 'ordre  su i vant:  

a)  Fai re  descendre  l e  spécim en  sur l 'apparei l  de  te l l e  sorte  que  le  bord  i n férieur  du  
com posan t  so i t  s i tué  entre  1  mm  et  1 , 5  mm  au-dessus  de  l a  gou tte  de  brasure  et  l aisser  le  
spécim en  préchauffer/sécher.  

b)  Le  spécim en  et  l a  brasu re  sont  m is  en  contact  dans  l es  cond i ti ons  su i van tes:  

– La vi tesse  d ' imm ersion  do i t  ê tre  de  0 , 2  m m /s  ±  0 , 01  mm /s;  

– La  profondeur d ' im m ersion  recom m andée  de  la  surface  à soum ettre  à  l ' essai  dans  la  
brasure  do i t  ê tre  0, 01  m m .  

c)  La brasure  et  le  spécim en  sont  m ain tenus  dans  cette  pos i ti on  pendan t  au  m oins  5  s ,  pu is  
son t  séparés.  

d )  La force  verticale  ag issant  sur  l e  spécim en  est  enreg istrée  pendan t  l a  période  de  con tact  
en tre  l a  brasure  et  l e  spécim en.  I l  n 'est  pas  nécessai re  d 'enreg istrer  la  force  pendant  l e  
retrai t,  é tan t  donné  que  la  parti e  de  l a  courbe  correspondant  au  retrai t  n 'est  pas  anal ysée .  

NOTE  La vi tesse  de  retrai t  n ' est  pas  spéci f i ée  étan t  donné  que  l a  cou rbe  de  force  n 'est  pas  anal ysée  une  fo i s  qu e  
l e  spécim en  comm ence  à  se  séparer de  l a  brasu re.  

C.6.3.2.5  Séquence temporel l e  de l 'essai  

La séquence  tem porel l e  de  l ’ essai  do i t  être  ce l le  i nd i quée  dans  l e  Tableau  8.  Pour m ain ten i r  
l a  répétabi l i té,  i l  convien t  que  l a durée  de  l a  séquence  d 'essai  so i t  l a  p l us  courte  poss ible.  

C.6.4  Présentation  des résu l tats  

Selon  l 'Artic le  9 .  
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Annexe D 
( in formative)  

 
Cri tères d 'évaluation  – Préconisations  

D.1  Considérations générales  

Lorsque  l es  m éthodes  décri tes  dans  l e  présent  docum en t son t  desti nées  à  évaluer  s i  des  
com posan ts  ou  des  cartes  im prim ées  son t  adapté(e)s  à un  trai tem en t dans  une  fenêtre  de  
processus  de  brasage  donnée,  i l  est  nécessai re  de  défi n i r  des  cri tères  pour  évaluer  l es  
courbes  de  m ou i l lage  qu i  do i ven t  fai re  l 'obj et  d 'un  accord  en tre  l ' u ti l i sateur  et  le  fou rn isseur  
(cri tères  num ériques  d 'acceptati on  et  de  rej et) .  

Pu isque  les  cri tères  dépenden t  fortem ent  non  seu lem en t de  l a  brasabi l i té  m êm e,  m ais  auss i  
de  l a  dem ande  therm ique  et  de  l a  conception  des  sorties,  i l  es t  nécessai re  de  déf in i r  ces  
cri tères  dans  chaque  spéci fi cati on  de  com posant  ou  de  carte  im prim ée.  

Les  cri tères  suggérés  aux Articles  D. 2  et  D . 3  peuvent  être  u t i l i sés  en  p lus  des  exigences  
d 'essai  décri tes  en  9 . 2  dans  les  cas  où  ces  exi gences  son t  j u gées  i nsu ffi san tes  pour  fai re  l a  
d i fférence  en tre  "bons"  et  "m auvais"  com posants  ou  cartes  im prim ées.  

D.2  Cri tères d 'évaluation  pour les composants  

Les  cri tères  d 'évaluation  suggérés  sont  présentés  dans  le  Tableau  D. 1 .  La  F i gure  D . 1  et  l a  
Figu re  D .2  donnen t  deux exem ples  (ensem ble  A et  ensem ble  B)  des  cri tères  suggérés  au  
Tableau  D. 1 .  En  ou tre,  i l  convien t  que  l 'ai re  de  l ' échanti l l on  d 'essai  su r  l equel  adhère  de  la  
brasure  fraiche  so i t  supérieure  à  l 'ai re  qu i  étai t  imm ergée  dans  le  bain  de  brasu re  (c'est-à-d i re  
qu ' i l  convien t  que  le  com posant  présen te  un  effet  de  m èche  pos i t i f  au -delà de  sa profondeu r 
d ' imm ersion) .  

Tableau  D.1  – Paramètres  de  la  balance de  moui l lage   
et  cri tères  d 'évaluation  suggérés  

Paramètre  Description  Cri tères  suggérés  a  

T0  Du rée  j usqu 'au  zéro  corri gé  pou r l a  poussée  
d 'Arch im ède  

≤…  s  

Fx  Force  de  m ou i l l age  x  s  après  l e  débu t  de  l 'essai  ≥50  % de  l a  force  de  m ou i l l age  théori que  
m axim ale  à  x  s  ou  avant  x  s  b  

Fy  Force  de  m ou i l l age  y  s  après  l e  débu t  de  l 'essai  Pas  m oins  de  90  %  de  l a  val eu r Fx  

AA  Valeu r i n tég rée  de  l 'ai re  de  l a  cou rbe  de  
m ou i l l age  depu i s  l e  débu t  de  l ' essai  

≥  ai re  cal cu lée  avec  l a  poussée  d 'Arch im ède  de  
l 'échan ti l l on  et  50  %  de  l a  force  théori que  
m axim ale  c  

a  Ces  cri tères  sug gérés  on t  été  établ i s  comm e un  form at  d 'évalu at i on  à  deu x n i veau x pour véri f i er s i  l es  
com posants  son t  adaptés  à  u ne  fenêtre  de  processus  donnée,  m ai s  l 'u t i l i sateu r do i t  déterm i ner  qu el  ensem ble  
de  cri tères  s ' i n tèg re  l e  m ieux à  l eu rs  processus.  

b  La  m éthode  de  cal cu l  de  l a  force  théori qu e  m axim ale  pour des  com posants  non  CMS  à sort i es  est  présen tée  
à  l 'Art i cl e  E . 1 .  

c  La  m éthode  de  cal cu l  est  présen tée  à  l 'Art i cl e  E . 2.  ( I l  est  consei l l é  de  programm er cette  m éthode  de  cal cu l  
dans  u n  l og i ci el  u t i l i sé  pou r con trôl er l ' apparei l  d 'essai  de  bal ance  de  m ou i l l ag e. )  
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Figure D. 1  – Courbe  de moui l l age de  l 'ensemble A 

 

Figure D.2  – Courbe de moui l lage de  l 'ensemble B  

D.3  Cri tères d 'évaluation  pour les cartes imprimées  

Les  param ètres  d 'essai  et  l es  cri tères  suggérés  pour  l es  cartes  im prim ées  son t  présentés  
dans  l e  Tableau  D . 2.  

Ces  cri tères  suggérés  ont  été  é tabl i s  comm e un  form at d 'évaluati on  à  deux  n i veaux pour 
véri f i er  s i  l es  com posants  sont  adaptés  à une  fenêtre  de  processus  donnée,  m ais  l ' u t i l i sateur 
do i t  déterm iner quels  cri tères  et  quel l es  valeurs  s ' i n tègrent  l e  m ieux  à  l eurs  processus.  
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Tableau  D.2  – Paramètres  d 'essai  de cartes imprimées et  cri tères suggérés  

Paramètre  Description  Cri tères  suggérés  

T0  Du rée  j usqu 'au  zéro  corri g é  pou r l a  poussée  
d 'Arch im ède  

≤ . . .  s  

Fx  Force  de  m ou i l l age  x  s  après  l e  débu t  de  l 'essai  ≥  50  % de  l a  force  de  m ou i l l ag e  théori que  
m axim ale  à  x  s  ou  avant  x  s  a  

Fy  Force  de  m ou i l l age  y  s  après  l e  débu t  de  l 'essai  Egal  ou  su péri eu r à  l a  valeu r de  Fx  

AA  Valeu r i n tégrée  de  l 'ai re  de  l a  courbe  de  
m ou i l l age  depu i s  l e  débu t  de  l ' essai  

≥  a i re  cal cu lée  avec  l a  poussée  d 'Arch im ède  de  
l ' échanti l l on  et  50  % de  l a  force  théori que  
m axim ale  

a  La  m éthode  de  cal cu l  de  l a  force  de  m ou i l l age  théori qu e  m axi m ale  est  présentée  à  l 'Art i cl e  E . 1 .  
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Annexe E  
( in formative)  

 
Méthode de calcu l  de la  force théorique maximale et   

de  la  valeur in tégrée de l 'ai re de la  courbe de moui l lage  
pour les  composants  non  CMS à  sorties  

E.1  Méthode de calcul  de la  force théorique maximale 

La form u le  du  calcu l  de  l a  force  de  m ou i l l age  théorique  pour des  com posants  non  CMS à  
sort i es  est  la  su ivante:  

pgdvF g+−=  

où  

g  est  l 'accélération  due  à l a  pesanteur;  

d est  l a  dens i té  de  l a  brasu re  à l a  tem pérature  d 'essai ;  

γ  est  l a  constante  de  tens ion  de  surface;  

F est  exprim ée  en  m N ,  s i  

p  l e  périm ètre  de  l a parti e  imm ergée  du  spécim en  est  exprim é en  m i l l im ètres;  et  

v  l e  vo lum e  de  l a part ie  im m ergée  du  spécim en  est  exprim é en  m i l l im ètres  cubes.  

NOTE  La form u le  est  appropri ée  u n i quem ent  s i  l a  coupe  t ransversale  du  spécim en  au  vo i s i nag e  du  m én i sque  est  
constan te  su r l a  l ongueu r du  spécim en .  Les  constan tes  s 'appl i qu en t  u n i quem ent  au x cond i t i ons  décri tes  dans  
l 'essai .  E l l es  dépenden t  de  l ' al l i age,  de  l a  tem pératu re  et  du  f l u x.  

Cette  re lati on  est  fondée  sur l es  h ypothèses  su ivantes:  

a)  l a  force  de  m ou i l l age  théorique  F ag i t  dans  le  p lan  de  l a su rface  du  spécim en  (c'est-à-d i re  
un  ang le  de  con tact  égal  à  zéro) ;  

b)  l a  constante  de  tens ion  de  surface  γ  appropriée  au  f lux  et  à  la  brasure  spéci f i és  à l a  
tem pérature  d 'essai ,  est  0 , 4  m N/mm  pour  des  al l i ages  de  brasure  au  Sn-Pb et  
0 , 47  m N/mm  pour des  al l i ages  de  brasure  au  Sn-Ag-Cu  et  au  Sn -Cu;  

c)  pour l es  besoins  de  ce  calcu l ,  l e  produ i t  gd peu t  être  approché  par  0 , 08  N /cm 3  (pour l es  
al l i ages  de  brasure  au  Sn-Pb)  ou  par 0 , 07  N /cm 3  (pour  les  al l i ages  de  brasure  au  Sn-Ag -
Cu  et  au  Sn-Cu) .  

E.2  Méthode de calcul  de la  valeur intégrée de l 'ai re de la  courbe de moui l lage  

L'ai re  pour des  com posants  non  CMS à sort ies  est  calcu lée  à part i r  de  l a  form u le  u t i l i san t  l a  
force  de  m ou i l l age  théorique  (vo i r  l 'Article  E . 1 ) :  

)( 00 TTFTgdvAA −×+×−=  

où  

g  est  l 'accélération  due  à l a  pesanteur;  

d est  l a  dens i té  de  l a  brasu re  à l a  tem pérature  d 'essai ;  

T est  la  durée  d 'essai ;  

T0  est  l a  durée  j usqu 'au  zéro  corri gé  pour l a  poussée  d 'Arch im ède;  

AA  est  exprim ée  en  m Ns,  s i  

p  l e  périm ètre  de  l a part ie  imm ergée  du  spécim en  est  exprim é  en  m i l l im ètres;  et  

v  l e  vo lum e de  l a part ie  im m ergée  du  spécim en  est  exprim é en  m i l l im ètres  cubes.  
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Cette  re lati on  est  fondée  sur l es  h ypothèses  su i vantes:  

a)  l a  durée  de  l 'essai  est  5  s ,  

b)  l e  spécim en  n 'est  pas  m ou i l l é  pendan t  l es  deux  prem ières  secondes  

– l a  poussée  d 'Arch im ède  m axim ale  est  appl i quée  au  spécim en ,  

– con tribue  à  l a  zone  négati ve  de  la  courbe  de  m ou i l l age,  

c)  l a  force  de  m ou i l lage  i n tersecte  l a  l i gne  zéro  à  2  s ,  

d )  l e  spécim en  devient  m ou i l lé  avec  la  force  de  m ou i l lage  théori que  pour l e  reste  de  la  du rée  
de  l ' essai  (3  s) .  
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